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L'evento si rivolge a 
manager, tecnici, progettisti, 
specialisti e opinion 
leader che operano nel 
mondo produttivo, a OEM, 
costruttori di impianti e 
linee di produzione, System 
integrator, utilizzatori finali. 




Interessante modalità 
di apprendimento. I 
partecipanti potranno 
imparare a utilizzare i 
prodotti delle aziende 
avvalendosi della guida di 
tecnici esperti. 
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Seminari tecnici tenuti dalle 
aziende espositrici della 
durata di 30 minuti ciascuno. 
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Esposizione a cura delle 
aziende partecipanti. Sarà 
possibile verificare l'attuale 
offerta commerciale. 
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Visita il sito 

ma.mostreconvegno.it. 

per partecipare ai seminari, 
alla mostra e ai laboratori. 

La partecipazione è gratuita. 
Tutta la documentazione 
sarà disponibile on-line 
il giorno stesso della 
manifestazione. 
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FPGA Interface Design 

The graphical user interface can be designed simply and 
quickly in a what-you-see-is-what-you-get mode, and de- 
ployed to thè hardware without thè need to use complex SW 
architecture, write C code, or use an operating System. 

The IQ-Editor application allows easy inclusion and manipula- 
tion of high-end graphical elements, managing multiple graph¬ 
ics levels and transparencies, and creating unlimited levels of 
menu structure, graphics, and details. Standard objects such as 
buttons, sliders and bar-graphs are supported. 


THE SMART TOUCH SCREEN FOR THE INO 


Solutions Architecture 

® 

CYBERSCREEN is a co st-effective & easy solution for any in¬ 
dustriai application where HMI is necessary. Its hardware has 
thè ability to interface in single-ended or LVDS many kinds of 
displays, making it a valid solution for thè industriai enviro- 
ment. The display technology that can be used are thè stand¬ 
ard TFT LCD (from 2.2” to 21.5”) and thè monochrome 
E-Paper (from 1.44” to 1 0.4”). It is a versatile System that can 
be handle resistive or capacitive touch screens. This smart dis¬ 
play is instant-on (less than 2 seconds) and is able to com- 
municate with external systems through programmable UART , 
SPI , I2C , CAN , ETHERNET , USB and WiFi interfaces ( KNX on re- 
quest). The software applications and data can be stored into 
SD card and/or Flash chip directly on board. CYBERSCREEN 
can be based on FPGA solution, without an Operating System 
and/or ARM ™ processors, with Operating Systems. 


Embedded HMI-on-chip FPGA solution 

The FPGA CYBERSCREEN ’s firmware is based on IQ-Display, 
which is a compact FPGA solution for rapid developement and 
deployment of embedded graphical Human-Machine Inter- 
faces (HM/s). The solution offers all thè functionality required 
to drive thè display, to render thè graphics and to make thè 
embedded visualization. It is scalable from small size QVGA 
to large Full HD displays, as well as a wide variety of touch 

screens and System interfaces. 

® 

The FPGA CYBERSCREEN is an HMI-on-chip without thè need 
of an Operating System, neither any line of C code nor soft¬ 
ware complexity to use openGL library. The built-in graphical 
engine (IQ-Engine) interprets an integrated interface project 
file to visualize and modify a set of values shared with thè host 
application, allowing easy integration of thè user interface. 
Using an FPGA brings an absolute fìexibility of thè solution 
to thè user, supporting thè widest possible range of displays, 
memories or System interfaces. 




Embedded HMI ARM™ solution 

The ARM™ CYBERSCREEN®’s hardware is based on a 
standard cores A5, A8 and A9 solution for rapid de¬ 
velopement and deployment of embedded graphical Hu¬ 
man-Machine Interfaces (HM/s). The solution offers all thè 
functionality required to drive thè display, thè touch screen 
& standard interface with thè eviropment. Can use some 
standard OS, like to RTOS, Linux, Android & Win CE and 
is possible to develope many APP with standard and open 
source software how QT, VC, VB and many others. 
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Display 

& Embedded 

Computing Solutions 

Operativa nel settore industriale della visualizzazione (Display LCD), 

dei Sistemi Embedded e SBC 
Il know how, fondamentale in un ambiente altamente tecnologico 

ed in costante evoluzione, 

è stato assiduamente coltivato per oltre 25 anni, 
investendo nelle persone e nella ricerca. 

Mc’Tronic S.r.l. 

Sede amministrativa - Corso Milano, 180 - 28883 - GRAVELLONATOCE (VE!) 

T. +39 0323 86931 r.a. - F. +39 0323 869322 
Sede legate - Via Novara, 35 28010 VAPRIO D'AGOGNA (NO) 
www.mctronic.it - info® mctronic.it 
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www.arboritalia.it 

































SOMMARIO 


8 SI PARLA DI... 

9 EDITORIALE 

LA COPERTINA EMBEDDED 

Altera, strategia a tutto campo sugli Fpga - Giorgio Fusari 

IN TEMPO REALE 

Difesa & aerospazio, trend di business ed evoluzione dei prodotti - Francesca Prandi 
20 Software e servizi per applicazioni M2M - Alessandro Nobile 
22 Gli oggetti ‘intelligenti’ guidano l’evoluzione degli Sff - Giorgio Fusari 
26 AndroicJ alla conquista dell’embedded - Giorgio Fusari 
30 L’evoluzione delle memorie embedded - Axel Stoermann 

SPECIALE 

33 Tecnologie di visualizzazione - Silvano lacobucci 
37 Switch e router rugged per reti locali strutturate - Lucio Pellizzari 

HARDWARE 

40 Il futuro dell’hardware open-source - Lynnette Reese 

44 ZigBee nei sistemi embedded - Maurizio Di Paolo Emilio 

48 Supercomputer per applicazioni “retail” - Christian Eder 

51 Sistemi OpenVpx al passo con l’evoluzione delle schede rugged - Lucio Pellizzari 

54 Affidabilità e sicurezza nelle memorie rigide, solide e ibride - Lucio Pellizzari 

56 MicroTca.4: un passo avanti verso la compatibilità - Lucio Pellizzari 

SOFTWARE 

60 Strategia firmware per l’“lnternet delle Cose” - David Kleidermacher 
64 Ide avanzati per sistemi embedded multimediali - Lars Knoll 
67 Sistemi di sviluppo embedded - Maurizio Di Paolo Emilio 
70 Crittografia e sicurezza delle reti nei sistemi embedded - Silvano lacobucci 
74 Tool di verifica per la completezza del debug - Lucio Pellizzari 

76 Prodotti 


In copertina: 



Le soluzioni programmabili di 
Altera® consentono ai pro¬ 
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di innovare e differenziare in 
modo rapido ed economico i 
loro prodotti e conquistare un 
vantaggio competitivo rispet¬ 
to alla concorrenza. Oltre a 
FPGAs, SoCs, CPLDs, ASICs, 
Altera sviluppa tecnologie 
complementari, come ad 
esempio quelle per la gestione 
della potenza, per fornire solu¬ 
zioni ad alto valore aggiunto 
a una base clienti su scala 
mondiale. 

Seguite Altera su Facebook, 
RSS e Twitter. 

Altera Italia srl 
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EDITORIALE 


Sistemi embedded 

crescono 



Filippo Fossati 

filippo.fossati@fieramilanomedia.it 


Secondo un recente studio condotto 
da Gran View Research, il mercato dei 
sistemi embedded sarà caratterizzato 
da buoni tassi di crescita negli anni 
a venire. I fattori alla base di questo 
incremento sono numerosi: da un lato 
la crescente domanda di dispositivi, 
come ad esempio i contatori “intelli¬ 
genti”, dall’altro i progressi tecnologici e la progressiva diminuzione del 
prezzo dei microcontrollori. La pluralità di applicazioni dei sistemi embed¬ 
ded - soprattutto quelle in campo medicale e consumer - ha anch’essa un 
impatto favorevole sulla crescita di questo mercato. 

In termini numerici, il settore dei sistemi embedded, valutato globalmente 
pari a 140,32 miliardi nel 2013, toccherà quota 214,39 miliardi nel 2020, 
con un tasso di crescita su base annua del 6,3%. 

Nel coso del mercato dei sistemi embedded, ovviamente, la parte predo¬ 
minante è l’hardware - ovvero microprocessori, Dsp, microcontrollori e 
così via - con una quota pari al 93,8%. 

Anche per quel che riguarda il software per applicazioni embedded - quin¬ 
di sistemi operativi, tool e middleware - le prospettive sono promettenti: 
il comparto sarà contraddistinto da un tasso di crescita su base annua 
dell’8,1% da qui al 2020. In termini di applicazioni, il comparto automo- 
tive (che rappresenta il 20,8% del mercato) rimarrà quello di maggiori 
dimensioni anche negli anni a venire. Non va dimenticato che i sistemi 
embedded da un lato godranno di una sempre maggiore diffusione a 
bordo dei moderni autoveicoli - controllo del motore, infotainment, 
sicurezza - e dall’altra saranno presenti sempre più massicciamente nei 
veicoli elettrici e ibridi per assicurare, tra l’altro, il controllo delle emissioni. 
Anche un segmento a forte crescita come quello dei dispositivi medicali 
portatili, solitamente equipaggiati con un gran numero di sistemi embed¬ 
ded, contribuirà alla crescita del mercato dei sistemi embedded. Senza 
dimenticare la sempre maggiore pervasività dell’elettronica di consumo, 
sotto forma non solo di telefoni mobili e tablet, ma anche di forni a micro¬ 
onde e sistema Hvac. Anche per i micro embedded, ovvero Mpu, Mcu e 
Dsp, il futuro è tinto di rosa: secondo le più recenti stime di mercato il 
settore è destinato a cresce con un tasso del 5,7% nel periodo compreso 
tra il 2013 e il 2018. 

Filippo Fossati 
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Facile integrazione delle Reti fieldbus ed 
Ethernet industriali nei vostri dispositivi, 
basati sul concetto flessibile di Anybus 
chip, bricke module 

Soluzioni gateway per connettere reti 
diverse, in grado di supportare fino a 250 
combinazioni di reti 

www.anybus.it 


IXXAT^r 


Interfacce PC, moduli di IO, controllori, 
componenti e strumenti di campo per 
applicazioni di controllo ed analisi 

Componenti Safety per lo sviluppo 
semplice dei dispositivi di sicurezza, 
moduli, stack e servizi 


www.ixxat.com 


netbiter 




La soluzione completa e pronta all'uso 
per la gestione remota dei dispositivi 
industriali 

www.netbiter.com 
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V.le Colleoni, 15 (Palazzo Orione, 2) 

20864 Agrate Brianza (MB) 

Tel.: +39 039 5966227 - Fax: +39 039 596623 
E-mail: it-sales@hms-networks.com 
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LA COPERTINA 

EMBEDDED 

Altera, strategia a tutto 
campo sugli FPGA 

Dalle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori, al software di 
integrazione dell’IP e di accelerazione degli algoritmi, passando per le 
roadmap di prodotto e le politiche commerciali: Achille Montanaro, 
regional sales manager di Altera per il Sud Europa, illustra i tasselli 
chiave della visione che guiderà la società nei prossimi anni 


Giorgio Fusari 


N ell’attuale scenario della microelettronica, sempre 
più complesso e in rapida evoluzione, anche i 
modelli di business cambiano. E oggi, nei vari pro¬ 
getti embedded, aumentano i casi in cui fare investimenti 
su chip ‘tradizionali’ come gli ASIC, diventa sempre meno 
accettabile e giustificabile da un punto di vista economico. 
Soprattutto, da quando esistono dispositivi elettronici come 
gli FPGA (field programmable gate array). Un ambito, 
quest’ultimo, dove, alla luce dei più recenti megatrend, 
come la Internet of Things (Ibi), e in qualità di forni¬ 
tore di tecnologia, Altera sta muovendosi su vari fronti. 
Articolando, e applicando concretamente in termini di 
soluzioni e prodotti, la propria visione strategica sui ver¬ 
santi hardware e software, in preparazione degli sviluppi 
futuri. Per continuare a mantenere un posizionamento di 
primo piano nel proprio ambito, la società ha ultimamente 
puntato e investito non solo su un intenso rinnovamento 
tecnologico di tutta la gamma di FPGA e CPLD, ma anche 
sullo sviluppo degli strumenti software e delle risorse di 
supporto tecnico necessari per consentire ai progettisti 
embedded di utilizzare questi chip al meglio. 

Innovare sì, ma contenendo i costi 

Nei prossimi anni, tendenze globali come la IoT stimole¬ 
ranno l’espansione del contenuto di elettronica in molti 
prodotti e segmenti di mercato. Svariati oggetti diverranno 
più intelligenti, e ciò genererà numerose nuove opportu¬ 
nità di mercato, sottolinea Achille Montanaro, regional 
sales manager di Altera per il Sud Europa. Opportunità 



Fig. 1 - La famiglia di FPGA 
e SoC Generation IO 


che le aziende dei vari settori potranno cogliere utilizzando 
gli FPGA come soluzioni più convenienti rispetto ad altre 
vie alternative. Le applicazioni a maggior concentrazione 
di elettronica stanno nascendo in una miriade di ambiti: 
dall’IoT, al controllo dei consumi energetici, alle reti di 
trasporto dell’energia, agli inverter per pannelli fotovoltaici; 
dai sistemi di trasporto pubblico, alle reti di comunicazione 
e localizzazione, ai comparti militare o dell’automazione 
industriale, fino ai dispositivi di fascia consumer come 
gli smartphone. “In tale contesto, e in particolare in Italia, 
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Altera ritiene di poter rappresentare una 
grande occasione per molte aziende, perché 
nonostante la passata carenza di investimenti 
tecnologici in questo Paese, oggi la microelet¬ 
tronica sta diventando pervasiva, e un investi¬ 
mento in quest’area diventa fondamentale. In 
un panorama in cui l’Italia comincia a intrave¬ 
dere la crescita, la nostra missione è seguire 
tutti i clienti che oggi vedono aumentare il 
contenuto di elettronica dei prodotti, fornen¬ 
do loro gli strumenti per passare dall’idea, 
all’implementazione finale, fino al lancio sul 
mercato dei prodotti stessi”. 

L’obiettivo insomma è alleviare, o evitare a 
queste aziende, l’onere di ricercare tecno¬ 
logia d’avanguardia all’estero, estemalizza- 
re competenze, o programmare politiche di 
outsourcing. “Nel quadro di crescente com¬ 
plessità tecnologica, intendiamo proporci come un partner 
in grado di fornire accesso a tecnologie allo stato dell’arte, 
che consentano ai clienti di innovare con costi contenuti, e 
di concentrarsi sugli elementi di differenziazione nel mer¬ 
cato finale”. E gli FPGA rappresentano il fulcro della visio¬ 
ne che traguarda i prossimi anni. “Riteniamo che in futuro 
vi saranno piattaforme programmabili per ogni segmento 
di mercato, dove daranno agli utenti la possibilità di svilup¬ 
pare funzionalità nuove, eseguire personalizzazioni, antici¬ 
pare trend, e anche mantenere supremazie in determinate 
fasce di prodotti. E tutto ciò senza necessariamente dover 
veder crescere in maniera esponenziale gli investimenti, 
perché questi risulteranno integrati e complementati dagli 
investimenti di Altera, sia di tipo tecnologico, sia applica¬ 
tivo, in termini di IP ed ecosistemi con partner qualificati 
e di alta qualità. L’integrazione nel mondo degli FPGA di 
architetture micro come ARM permetterà di sviluppare 
questo scenario, sia sugli investimenti hardware, sia su 
quelli software. 

Perché gli FPGA. 

Un business più ‘sostenibile 1 

Come si è accennato, il mercato dei semiconduttori sta 
attraversando una fase di maturità, rispetto alla crescita 
registrata in passato, e negli anni il costo di sviluppo di 
soluzioni custom o ASIC (application-specific integrated 
circuit) è continuato a crescere in maniera esponenziale. 
“Oggi, dati riconosciuti indicano che il costo di sviluppo 
di un ASIC, usando tecnologie allo stato dell’arte, parte 
da una soglia attorno ai 60-70 milioni di dollari”. Costo 
che include una serie di complesse variabili (costi delle 
maschere, del software di verifica; costi di ramp-up in 
produzione e così via). Anche ipotizzando, per semplicità 
di calcolo, di partire da un investimento di 50 milioni di 


dollari, affinché tale business possa esse¬ 
re economicamente sostenibile, il fatturato 
sull’applicazione di quel dispositivo ASIC, in 
base agli attuali parametri finanziari, dovreb¬ 
be essere cinque volte tanto, cioè 250 milioni 
di dollari che, assumendo di mantenere una 
marketshare del 20%, significa traguardare un 
mercato complessivo da un miliardo di dollari. 
Immaginando un costo per unità di 50 dollari, 
occorrerebbe quindi produrre e vendere un 
volume di 5 milioni di pezzi. Per tale ragione, 
giustificare investimenti in tecnologie ASIC, e 
anche in ASSP (application-specific standard 
product), diventa sempre più difficile. E ciò, 
spiega Montanaro, permette agli FPGA, che 
non sono sviluppati per una specifica appli¬ 
cazione, di ‘soffrire’ meno. “Anche per noi, 
comunque gli investimenti non sono banali, e 
infatti ne abbiamo uno significativo in R&D. Però sono più 
sostenibili perché, essendo programmabili, gli FPGA non 
devono essere sviluppati in modo specifico per un deter¬ 
minato utilizzo, e la loro produzione è giustificabile per 
volumi più bassi, e trasversali a più mercati e applicazioni”. 
Negli anni Altera, attraverso questo modello, è riuscita 
progressivamente a introdurre i propri FPGA, ad esempio 
la gamma a basso costo Cyclone, in sostituzione di alcune 
fasce di ASIC. E la stessa cosa l’ha fatta nel dominio degli 
ASSP, laddove i volumi non ne rendevano più conveniente 
lo sviluppo. A quel punto, però, è entrata in gioco anche 
la capacità di comprendere le applicazioni specifiche, e di 
disporre della ‘intellectual property’ (IP) che tipicamente 
si trova integrata aU’intemo di un ASSP. Da tale punto di 
vista, aggiunge Montanaro, Altera ha già attuato in passa¬ 
to, e continua a portare avanti anche oggi, una strategia di 
investimenti in IP, attuata sia attraverso lo sviluppo diretto 
di tecnologie di base (interfacce di memoria, sistemi di 
interconnessione e così via), sia tramite varie acquisizioni 
societarie, fra cui ad esempio quella recente di TPAK, 
nell’area dei prodotti OTN (optical transport network) 
FPGA-based, che arricchisce l’ecosistema esistente dei 
fornitori di IP. 

Generation IO scandisce 
la roadmap tecnologica 

In termini di tecnologie di fabbricazione dei semicondut¬ 
tori, l’introduzione l’anno scorso della Generation 10 si 
è compiuta all’insegna delle collaborazioni con fonderie 
di silicio come TSMC e Intel, e scandisce l’integrazione, 
nella gamma di soluzioni, di famiglie di dispositivi pro¬ 
grammabili ancora più evoluti. A partire dagli FPGA Ama 
10, dedicati al segmento ‘midrange’, e basati sulla tecnolo¬ 
gia a 20 nm di TSMC, per arrivare alla gamma ‘high-end’ 



Achille 
Montanaro, 
regional 
sales manager 
per il Sud Europa 
di Altera 
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Fig. 2-11 dispositivo FPGA Stratix IO in versione SoC, 
con processore ARM Cortex-A53 


Stratix 10, che utilizza il processo di fabbricazione di Intel 
3D Tri-gate a 14 nm. A tali prodotti si affianca poi, nel 
mondo CPU) (complex programmale logie device), la 
famiglia di FPGA MAX 10, basati sulla tecnologia flash di 
TSMC a 55 nm e indirizzati a un’ampia gamma di applica¬ 
zioni cost-sensitive, con complessità minima, e da produrre 
in alti volumi. In sostanza, Ania 10 fornisce le prestazioni e 
funzionalità dei precedenti dispositivi high end, ma a costi 
e consumi inferiori, tipici di prodotti midrange. 

La strategia di innovare in modo notevole gli FPGA high- 
end, attraverso la famiglia Stratix 10, risponde invece alla 
volontà di erodere anche quelle fasce di mercato dove gli 
utenti preferiscono ancora usare gli ASIC o gli ASSP per 
ragioni di performance, che gli FPGA non potrebbero rag¬ 
giungere o uguagliare a causa della loro intrinseca natura 
di dispositivi programmabili. Tradizionalmente le FPGA 
hanno compensato le minori performance verso gli ASIC 
accelerando l’accesso allo stato dell’arte del processo di 
silicio. Da diversi anni infatti i dispositivi programmabili 
utilizzano tipicamente un processo di silicio che è 2-3 gene¬ 
razioni più avanti rispetto a quello tipico usato mediamente 
negli ASIC. Tuttavia il miglioramento di performance nel 
passare a processi di silicio planari sempre più miniaturiz¬ 
zati inizia a non essere allo stesso livello di quanto osser¬ 
vato in passato. “Ecco perché con la nuova famiglia Stratix 
10 abbiamo voluto superare questo trend, rivoluzionando il 
mercato e riprogettando una gamma di FPGA in grado di 
ripristinare quel vantaggio. E ciò è stato possibile seguen¬ 


do una triplice strategia. Per prima cosa, la scelta di un part¬ 
ner tecnologico come Intel, in grado di fornire accesso alla 
miglior tecnologia di silicio disponibile sul mercato, ossia il 
processo 3D Tri-gate a 14 nm, che offre anche un notevole 
miglioramento dei consumi. Intel infatti è stata la prima 
a introdurre in produzione il transistor 3D Tri-gate nel 
processo a 22 nm, già utilizzato nella produzione di mili oni 
di dispositivi. In secondo luogo, abbiamo innovato l’archi¬ 
tettura dell’FPGA introducendo la tecnologia proprietaria 
HyperFlex. Si tratta di un’architettura che, nei progetti e 
applicazioni dei nostri clienti, è in grado di minimizzare 
l’impatto del ritardo di routing tra le varie interconnessioni, 
ottenendo il raddoppio delle performance rispetto alle 
FPGA high end attuali e raggiungendo prestazioni che si 
avvicinano anche a un gigahertz di frequenza. Alcuni clienti 
selezionati la stanno già valutando, e stanno convincendosi 
a non investire più nello sviluppo di ASIC, in quanto Stratix 

10 ha dimostrato di raggiungere le performance desidera¬ 
te. In terzo luogo, l’architettura HyperFlex è anche accom¬ 
pagnata da tool software che permettono di massimizzarne 
la capacità”. 

In aggiunta, Ama 10 e Stratix 10 complementeranno la 
strategia di fornire prodotti SoC (system-on-chip) con pro¬ 
cessore ARM embedded. Nella versione SoC, Arria 10 inte¬ 
gra un processore ARM Cortex-A9, dual-core a 1,5 GHz, 
mentre il SoC Stratix 10 incorpora un ARM Cortex-A53 
quad-core a 64 bit Entrambi i SoC hanno un’architettura 
molto simile alle linee di prodotti precedenti (ad esempio 

11 SoC Arria V) e una compatibilità a livello software. “In 
questo modo gli utenti che fanno investimenti software, 
hanno la garanzia di riuscire a preservarli, potendo contare 
su un fornitore in grado di mostrare una roadmap di lungo 
periodo, già consolidata e pubblica, anche per la fascia di 
prodotti SoC con microprocessore embedded, a partire 
dalle famiglie low-cost per arrivare fino alle linee high- 
end”. Una garanzia, questa, che nel mondo delle applica¬ 
zioni embedded è di non poco conto. 

Consumo, l’elemento critico 

Non certo di minor importanza, nei sistemi embedded, i 
consumi di energia rivestono un ruolo essenziale nei vari 
progetti. In linea con tali esigenze e requisiti si spiega quin¬ 
di, sempre l’anno scorso, l’acquisizione di Enpirion, un’a¬ 
zienda fornitrice di semiconduttori (PowerSoC) a elevato 
grado di integrazione e ad alta efficienza per la conversione 
della potenza (DC-DC converter). “Con l’acquisizione di 
Enpirion, Altera vuole offrire un aiuto anche per sempli¬ 
ficare la progettazione della parte di alimentazione dei 
dispositivi programmabili e non solo. La maggiore atten¬ 
zione richiesta dai nostri clienti per minimizzare i consumi 
richiede una massi miz zazione di efficienza dell’intero pro¬ 
getto. Ed è in questa ottica che l’acquisizione di Enpirion 
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ci ha permesso di accedere rapidamente a soluzioni 
molto integrate ed efficienti, e prevediamo maggiori 
investimenti in tale ambito con una roadmap di pro¬ 
dotti in continua espansione. Il know-how combinato 
tra progettazione di FPGA e di componenti di potenza 
permette lo sviluppo di sinergie per una maggiore effi¬ 
cienza energetica dell’intero sistema Come esempio 
si faccia riferimento alla gamma di FPGA Ania 10 che 
includono la funzionalità Smart Voltage ID, che abilita 
in automatico una operatività a più bassa tensione 
in quei dispositivi 
che, anche quan¬ 
do alimentati con 
la tensione stan¬ 
dard, evidenzia¬ 
no performance 
maggiori di quel¬ 
le previste nelle 
specifiche”. Altera 
continua quindi ad 
aumentare gli inve¬ 
stimenti nelle solu¬ 
zioni e componenti 
di potenza, dando 
luogo a un catalo¬ 
go prodotti in con¬ 
tinua espansione. 



Fig. 3 - Grazie 
all’acquisizio- 
ne di Enpirion, 
Altera è oggi in 
grado di massi¬ 
mizzare anche 
l’efficienza ener¬ 
getica dell’inte- 
ro progetto 


ENPIRION 

Power SoCs 


Software più produttivo: 
da Qsys a OpenCL 

Per rispondere alle attuali esigenze di progettazione 
degli utenti, non basta fornire dispositivi FPGA con 
tecnologia di silicio e performance allo stato dell’arte: 
occorre anche una serie di tool software per rendere l’u¬ 
tilizzo degli stessi il più semplice e rapido possibile. Ed è 
in tale quadro che Altera, oltre a fornire e sviluppare tool 
tradizionali come Quartus - lo strumento che permette 
di programmare e compilare un FPGA - sta contempo¬ 
raneamente facendo investimenti in tool complementari. 
Fra questi c’è Qsys, uno strumento di integrazione che 
consente di risparmiare notevole tempo e fatica nel pro¬ 
cesso di progettazione dell’FPGA generando in automa¬ 
tico la logica di interconnessione delle diverse funzioni, 
sottosistemi e blocchi di IP, sviluppati da Altera o da 
partner e terze parti. Qsys risponde anche alla volontà 
di creare un framework comune, in grado di favorire un 
riuso del software e dell’IP multivendor. Il supporto di 
interfacce industry-standard come Avalon, ottimizzata 
per l’architettura FPGA, ma anche di altre, come AMBA 
velocizza il processo di sviluppo del codice. 

L’altro tool importante, su cui Atera sta investendo, è 
il compilatore OpenCL (open computing language), 


introdotto già pubblicamente sin dallo scor¬ 
so anno dopo un intensa attività di testing 
con clienti selezionati . “Open Computing 
Language o OpenCL è un modello di pro¬ 
grammazione software basato sul linguaggio 
C standard (ANSI C99) con estensioni che 
consentono di esplicitare il parallelismo di 
esecuzione e allocazione delle variabili in 
memoria. L’architettura di riferimento per 
applicazioni OpenCL si basa su un host 
(tipicamente una CPU tradizionale) inter- 
facciato a uno o più acceleratori basati su hardware 
parallelo (GPU o FPGA). L’adozione del linguaggio 
OpenCL permette quindi di sviluppare rapidamente 
applicazioni parallele su architetture eterogenee (CPU, 
GPU, GPGPU, FPGA DSP e così via), senza richiede¬ 
re know-how specifico (ad esempio la conoscenza di 
linguaggi come HDL, VHDL o Verilog), consentendo 
agli sviluppatori di accelerare gli algoritmi direttamente 
negli FPGA 

Non da ultimo, Atera sta poi anche esplorando l’area 
dei tool di sintesi hardware di alto livello, investendo 
in questo campo con l’obiettivo, ancora una volta, di 
accrescere la produttività degli sviluppatori. “Guardando 
sul lungo periodo, la visione è che la progettazione har¬ 
dware si sposterà sempre più verso una maggiore inte¬ 
grazione hardware e software e, all’interno di complessi 
dispositivi FPGA è possibile oggi realizzare diverse 
architetture di sistema”. 

I clienti Atera avranno quindi la possibilità di progettare 
un hardware in senso stretto, confinato appunto alle 
interfacce specifiche, e massimizzare il riuso di diverse 
tipologie di prodotto con funzioni differenti, sviluppan¬ 
do una vera e propria architettura System On Chip 
all’interno delle piattaforme programmabili. 
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Difesa & Aerospazio, 
trend di business ed 
evoluzione dei prodotti 

Da quando la minaccia alla sicurezza e all’integrità territoriale degli Stati non proviene più da 
grandi spostamenti di eserciti quanto, più frequentemente, da insidiose azioni di guerriglia e 
attacchi terroristici, le strategie dei dipartimenti della Difesa nazionali sono mutate 


Francesca Prandi 


O temi oggi dominanti sono quelli dell’antiter- 
rorismo, della guerra elettronica (electro- 
nic warfare), dei veicoli senza pilota a bordo 
(unmanned), delle attività di prevenzione 
e sorveglianza dal cielo (airborne early 
warning). Nell’aviazione militare si osserva infatti una 
continua crescita della domanda di UAV (unmanned aerial 
vehicles), che vengono utilizzati nel controllo dei confini e 
delle postazioni del nemico. Veicoli pilotati da remoto ven¬ 
gono adottati anche dalla Protezione Civile per importanti 
applicazioni quali il controllo geostatico, controlli in mare, 
interventi di assistenza in aree difficili e così via. Le indu¬ 
strie del settore militare e aerospaziale chiedono quindi 
a tutta la supply chain di sviluppare prodotti sempre più 
piccoli, meno costosi e più veloci; un po’ come avviene nel 
consumer, anche se la qualità e la resistenza ad ambienti 
difficili (rugged) restano a segnare la differenza. 

Altro tema sfidante è quello delle comunicazioni. L’enorme 
quantità di dati, raccolti dal campo attraverso diversi mezzi 
e tipologie di immagini e sensori, deve essere trasmes¬ 
sa utilizzando uno spettro che è per sua natura finito. 
Interferenze sul segnale vengono poste in atto anche volon¬ 
tariamente come azione di minaccia, disturbo e sabotaggio 
del nemico. La guerra diventa così elettronica e la sfida per 
i produttori di sistemi è quella di minimizzare l’interferenza 
tra i canali e realizzare potenti sistemi di difesa dai disturbi 
intenzionali sulla linea. 

I mercati analizzati da Deloitte 

Complessivamente l’insieme dei due settori dell’aviazione 
militare e di quella civile nel 2014 crescerà di circa il 5% 



(così come avvenne nel 2012 e 2103). È quanto prevede 
l’Outlook 2014 di Deloitte “Global Aerospace and Defense 
Industry”. Il risultato positivo si deve esclusivamente all’a¬ 
viazione civile commerciale e si spiega con la sopraggiunta 
necessità di sostituire velivoli ormai obsoleti con la nuova 
generazione di aerei a maggiore efficienza energetica e con 
il continuo aumento nel numero di passeggeri del trasporto 
aereo, che spinge a potenziare le flotte specialmente nel 
Medio Oriente e nell’Asia Pacifica. 

Nel settore della Difesa, invece, continuerà la riduzione di 
vendite e utili, anche come conseguenza della cessazione 
dei lunghi conflitti in Iraq e Afghanistan. Restano tuttavia le 
numerose tensioni a livello regionale, soprattutto nel Medio 
Oriente, in Corea del Nord e nei mari dell’Est e Sud della 
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Cina, per questo Deloitte ritiene che i governi interessati 
continueranno ad aumentare i propri acquisti nella nuova 
generazione di attrezzature militari. 

Deloitte prevede che la crescita nell’aviazione civile nei 
prossimi 20 anni sarà davvero impressionante. Entro il 2023 
i livelli di produzione saranno già cresciuti del 25% circa. 
L’attuale duopolio verrà superato nel prossimo ventennio 
con rinserimento di almeno un nuovo grande competitor 
e questo fatto accelererà il ritmo dell’innovazione tecno¬ 
logica, impatterà positivamente sui ritmi di sostituzione 
dei velivoli e sui prezzi degli stessi. La supply chain sarà 
chiamata a mantenere il passo degli OEM per riuscire ad 
aumentare enormemente la produzione di componenti, 
sistemi e servizi. Si assisterà a cambiamenti nella catena di 
fornitura: fusioni e accorpamenti tra aziende 
appartenenti alla stessa categoria di prodotti 
(ad esempio componenti, strutture, elettro¬ 
nica e così via) continueranno nei prossimi 
anni, al fine di ottenere economie di scala 
che consentano di investire sulle persone e 
sulle attrezzature. 

Nella Difesa, nonostante alcune aree conti¬ 
nueranno ad accrescere il proprio impegno 
nel militare (Medio Oriente, India, Cina, 
Russia, Corea del Sud, Brasile e Giappone), il 
fatto che gli investimenti statunitensi pesino 
per il 41% sulla spesa globale e che sia in atto 
una forte riduzione degli stessi, continuerà 
a spingere in negativo i ricavi del settore. 
Il dato finale del 2013 dovrebbe essersi 
attestato su -2,5%, così come era stato nel 
2012. Quest’anno e nei prossimi le industrie 
della difesa dovranno affrontare due grandi 
sfide: aumentare la redditività nel mercato 
in declino e porre in essere delle azioni indi¬ 
spensabili per tagliare i costi e conservare 
una performance finanziaria accettabile. La 
costante riduzione dei budget governativi destinati alla 
difesa, solleciterà le industrie del settore a cercare nuove 
fonti di ricavi in aree di soluzioni potenzialmente in crescita. 
Un esempio sono le tecnologie di intelligence, sorveglianza 
e riconoscimento (ISR Technologies). La capacità di rac¬ 
cogliere informazioni, processarle e reagire in reai time a 
eventi che avvengono sul campo, aria, terra o mare indiffe¬ 
rentemente, continuerà a rappresentare un forte vantaggio 
in qualsiasi tipo di conflitto armato. La possibilità di analiz¬ 
zare miliardi di dati forniti da ottiche a elevata risoluzione, 
sensori di comunicazione e altri sensori multispettro sarà 
quindi fondamentale. La crescita potrebbe essere cercata 
anche nelle applicazioni civili delle tecnologie militari. 

Nel settore sono probabili operazioni di consolidamento 



di aziende più deboli mentre sul fronte del contenimento 
dei costi, si assisterà ancora a riduzioni di personale, a 
processi di automatizzazione delle produzioni sempre più 
spinti, mentre lo sviluppo digitale dei prodotti e il CAD 
continueranno a produrre nuove efficienze nello sviluppo 
degli stessi. In un panorama di generale riduzione della 
spesa militare, un motivo di crescita potrebbe venire dagli 
investimenti delle industrie della difesa (ormai consolidate 
fra loro) nella creazione e sviluppo di una nuova genera¬ 
zione di tecnologie per rispondere ai nuovi tipi di minaccia 
ambientale (asimmetrica, power air-sea, cyber, urban, orga¬ 
nizzazioni non governative e così via). Queste tecnologie 
includono la prossima generazione di ISR, data analytics 
and cognition, veicoli da combattimento di terra, mare, arei 
senza pilota, progressi nella “precisione del colpo” a livello 
navale e aereo, magari con un maggior affidamento ad armi 
non cinetiche (ad esempio laser e altre armi ad energia 
diretta). 

La percezione 
dei fornitori... 

Sisav - Cristiano Bertinotti, 
product & area manager 

“Il mercato della Difesa & 

Aerospazio risente della crisi 
in misura minore di altri, e la 
avverte soprattutto sul fronte dei 
pagamenti. Il fatto che le scelte 
strategiche siano di lungo perio¬ 
do garantisce infatti una certa 
stabilità e, a mio parere, anche 
una piccola crescita attualmente. 

A livello di trend di prodotto, un 
tema importante, che in futuro sarà sicuramente dirom¬ 
pente, è quello dei veicoli unmanned, i cosiddetti droni. La 
tecnologia richiesta qui è decisamente performante per pre¬ 
stazioni molto elevate, con caratteristiche di peso, dimen¬ 
sioni e consumi sempre più ridotti. La dissipazione di calore 
deve essere quindi estremamente contenuta. I droni sono il 
tipico esempio di un’applicazione nata come militare che si 
è rapidamente estesa all’uso civile. Esistono già numerose 
soluzioni e molte altre sono allo studio. Con veicoli aerei 
non pilotati, ad esempio, si ispezionano aree a fini geologici, 
si controllano allevamenti e si alimentano animali dispersi 
su ampi territori di terra e di mare (allevamenti ittici in 
mare aperto). Accanto ai requisiti prestazionali dei veicoli 
unmanned, ci sono quelli dettati dagli enti di sorveglianza 
del volo e poi caratteristiche particolari per quanto riguarda 
la raccolta dati e parametri, che richiedono immagini, sen- 
soristica e hardware elettronici opportuni, diversi da quelli 
tipici dell’embedded”. 



Cristiano 

Bertinotti, product 
& area manager di 
Sisav 
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Eurolink Systems Group - Pietro Lapiana, Chief ex¬ 
ecutive officer 

“Negli ultimi tre anni si è assistito a una continuazione dei 
programmi nel settore avionico tipo Eurofighter Typhoon 
o navale tipo FREMM, e a una profonda fase di depres¬ 
sione nel mercato italiano, basata sul consolidamento del 
maggiore gruppo italiano per la Difesa, che lo ha portato 
in alcuni casi a razionalizzare i propri prodotti/programmi 
per posizionarsi in modo ottimale nuovamente sul mercato 
Internazionale. 

A livello di trend di prodotto distinguerei due aree, la parte 
form factor di scheda e la tecnologia. Nel settore militare si 
assiste aTevoluzione dal Form Factor VME al VXS come 
transizione, airOpenVPX come attuale/futura tendenza ed 
allATCA, proposto per la prima volta in applicazioni milita¬ 
ri. Relativamente alle tecnologie di processing, la famiglia 
che sta vincendo le nuove sfide è sicuramente la Intel mul- 
ticore sia per le prestazioni raggiungibili, sia per la chiara 
roadmap delle proprie evoluzioni, ed infine per la gamma 
di prodotti offerti. 



Pietro Lapiana, 
Chief executive 
officer di Eurolink 
Systems Group 


Quali risultati e tendenze vi aspet¬ 
tate nei prossimi 3 anni? 

“Un incremento neirutilizzo delle 
soluzioni OpenVPX, grazie anche 
alla evoluzione dei componenti 
a bordo scheda, dei connettori e 
dei backplanes, che consentiran¬ 
no prestazioni notevoli in termine 
di bande di segnale e potenza 
di alimentazione fornibili, e dei 
nuovi sistemi di dissipazione del 
calore. Un esempio è la AirFlow- 
by (tm) di Mercury Systems, 
nostro fornitore. L’utilizzatore 
avrà notevoli vantaggi riguardo 
le potenze di elaborazione in spazi ridotti e potrà sostituire 
con una rapporto 2-4/1 le attuali soluzioni, vecchie non più 
di tre anni. 

La nostra azienda sta supportando anche il settore 
RadioFrequenza, come compendio della parte processing, 
nel quale le tecnologie attuali e future consentiranno di 
avvicinare sempre più la parte di processamento digitale 
all’antenna, ovvero RFDigital, sogno dei progettisti degli 
ultimi 30 anni, almeno di quelli digitali. 

Una particolare attenzione viene anche prestata alla even¬ 
tuale evoluzione del form factor ATCA per impieghi milita¬ 
ri, poiché sarà un’altra area di sicura crescita, incontrando 
“per design” lo standard qualitativo/funzionale del 99,999%, 
particolarmente gradito (o imposto come ridondanza) nei 
sistemi mission criticai per applicazioni militari”. 


National Instruments - Fabio Bianchi Martina, 
aerospace and defence segment manager - Italy 

Quali nuove e specifiche richieste tecnologiche vengono 
oggi dalle aziende della Difesa? 

“Rispetto al passato i clienti che operano nel settore della 
Difesa richiedono tempi di sviluppo dei sistemi più veloci; 
ciò si traduce in attività di simu¬ 
lazione e prototipazione rapida e 
nell’utilizzo di COTS. 

Aspetti sempre più importanti 
sono la gestione di bande RF 
piuttosto ampie (fino a 1 Ghz) e 
la capacità di processare in tempo 
reale grandi quantità di dati (Big 
Analog Data). 

C’è Una forte Spinta Verso StrU- Fabio Bianchi 
menti riconfigurabili via softwa- Martina, aerospa- 
re, quindi la piattaforma FPGA ce and defence 
è quella che più risponde alle se 9 ment manager 
richieste. Allo stesso tempo ltaly di National 
il mercato richiede tool di alto lnstruments 
livello per la programmazione 
delle piattaforme FPGA-based in 
modo da essere gestibili anche 
da parte di personale non così specializzato; in questo 
senso NI LabVIEW è sicuramente un approccio vincen¬ 
te. Spesso le nuove tecnologie derivano da altri mercati 
(Communication, Electronics e così via), quindi il nostro 
approccio a 360 gradi fornisce dei grossi benefici al 
mondo Mil/Aero perché ci consente di offrire prodotti 
aperti e basati sulle stesse tecnologie che essi stan¬ 
no sviluppando e integrando nei loro prodotti finali”. 

La riduzione dei budget nazionali perla Difesa quali effetti 
produce sulle decisioni di spesa dei vostri clienti? 

“La richiesta è sempre di più: ‘Do more with less’ e di 
conseguenza vediamo scelte di standardizzazione interna 
dei tool e delle metodologie di sviluppo. I clienti si riorga¬ 
nizzano al fine di ridurre i costi ottimizzando i processi. 
Osserviamo anche un’elevata propensione alla ricer¬ 
ca di opportunità sui mercati esteri al fine di bilan¬ 
ciare la riduzione del business su quelli interni”. 

Quali prodotti HW e SWriescono a rispondere meglio alla 
necessità di ridurre i costi? 

PXI per la modularità e flessibilità di configurazione dei 
test sets (in ottica di riusabilità dei sistemi di test). 
PXI può essere visto anche come potenziale piattafor¬ 
ma per lo sviluppo di sistemi installabili sul campo. 
La piattaforma FPGA (sia hardware sia software - LabVIEW) 
per la prototipazione rapida/validazione. Il nostro AWR/ 
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LabVIEW/PXI RF per lo sviluppo di sistema RF in modo 
coerente e senza soluzione di continuità tra le diverse fasi 
di sviluppo del progetto. E infine (Code Reuse from Design 
to Test) NI CompactRIO. 

I trend nel cablaggio elettrico 

Mentor Graphics Corp. - John Low, business deve- 
lopment manager, SDD IESD market & bus dev 

“Ogni produttore che intenda commercializzare velivoli da 
trasporto negli Stati Uniti deve garantire che essi rispettino 
i requisiti EWIS (Electrical Wiring Interconnect Systems), 
definiti airinterno della specifica normativa americana FAR 
(Federai Aviation Regulations) Parte 25, Sottoparte H. 
Dal punto di vista dell’azienda costruttrice impegnata nel 
compito di ottenere il riconoscimento di tale conformità, 
l’automazione svolge un ruolo decisivo” dice John Low di 
Mentor Graphics Corp. 

“In passato, il cablaggio elettrico degli aeromobili non era 
stato associato a significativi rischi per la sicurezza. Le cose 
sono cambiate dopo che negli USA sono avvenuti due inci¬ 
denti mortali a breve distanza di tempo, dapprima nel 1996 e 
poi nel 1998. Entrambi gli incidenti vennero infatti, almeno in 
parte, attribuiti a dei corto-circuiti tra cavi elettrici, in grado 
di innescare degli incendi a bordo. I due incidenti indussero 
l’avvio di lunghe e approfondite analisi su tutti gli aspetti dei 
sistemi di cablaggio degli aeromobili. Le indagini durarono 
quasi nove anni, e terminarono con la raccomandazione 
per l’emissione di una nuova apposita norma americana, la 
citata FAR 25. Tale normativa, al punto § 25.1701 (a), riporta 
anche la definizione ufficiale di 
EWIS: Qualsiasi cavo, dispositivo 
di cablaggio, o combinazione dei 
precedenti, ivi inclusi i dispositivi 
di terminazione, installato in qual¬ 
siasi area dell’aeroplano allo scopo 
di trasmettere energia elettrica tra 
due o più punti di terminazione. 

Le ricadute concrete sulla reale 
produzione degli EWIS sono deci¬ 
samente più complesse. L’obbligo 
normativo interessa, a cascata, 
tutti i fornitori appartenenti all’in¬ 
tera supply chain. Le nuove regole 
hanno costretto le aziende a riva¬ 
lutare e a migliorare sia i propri 
processi interni di business sia le 
relazioni con i propri fornitori. Senza un attento utilizzo di 
strumenti come la pianificazione e l’automazione, l’impatto 
sui costi aziendali potrebbe rivelarsi molto significativo. 
Oltre a una minuziosa selezione dei componenti appropriati, 
per riuscire a superare il processo di certificazione EWIS 


è necessario che i fattori e le motivazioni alla base di ogni 
decisione siano documentati, tracciabili, e sufficientemente 
dettagliati. Ma i requisiti si spingono ben oltre i componenti 
e il processo per la loro selezione. La norma americana FAR 
§25.1711 impone l’impiego di metodi totalmente coerenti 
per distinguere ogni singolo componente EWIS e per garan¬ 
tirne una facile identificazione, unitamente alla sua funzione 
ed alle relative limitazioni progettuali. I nuovi requisiti EWIS 
costringono gli ingegneri a guardare al sistema con un’otti¬ 
ca più ampia. Piuttosto che riferendosi a sottosistemi e com¬ 
ponenti, gli ingegneri sono chiamati ad utilizzare un approc¬ 
cio più olistico, o platform-based, al processo di sviluppo dei 
sistemi di cablaggio. Esistono numerosi strumenti in grado 
di offrire una visione dei dati di tipo design-centric, orientata 
alla progettazione, ma un approccio platform-based compor¬ 
ta che il progettista possa e debba valutare ogni decisione 
progettuale nel contesto dell’intera piattaforma. 

Un approccio automatizzato di tipo platform-level che con¬ 
sideri unitariamente l’intera piattaforma del velivolo, invece 
che ogni suo sistema separato di cablaggio, garantisce i 
migliori risultati di analisi nel minor tempo, oltre a fornire 
analisi sufficientemente rapide da permettere interventi 
tempestivi sui problemi individuati. Approcci e strumenti 
innovativi come quelli descritti costituiscono le tecnologie 
che mettono le aziende in grado di raggiungere i propri 
obiettivi di business, ottenendo al contempo una piena 
conformità ai requisiti normativi imposti dagli enti federali 
dell’aviazione”. 

Schermatura elettromagnetica 
e gestione termica, il mercato 
visto da Chomerics Europe 

Tim Kearvell, Chomerics Europe - una divisione di 
Parker Hannifin 

“Abbiamo riscontrato che gli investimenti sono ancora signi¬ 
ficativi nella maggior parte dei settori applicativi del militare 
e aerospaziale. Molti stanziamenti governativi tuttavia sono 
stati ridotti all’osso, ma i progetti più ampi e di alto livello, che 
richiedono parecchi anni prima di arrivare a una realizzazio¬ 
ne completa, sembrano essere rimasti sostanzialmente ben 
finanziati. 

Oltre a questo, la massiccia crescita nella domanda di tra¬ 
sporto aereo ha mantenuto particolarmente generosi gli 
investimenti nell’industria aeronautica civile. Per di più, con 
l’introduzione di aeroplani che impiegano grandi quantità 
di materiali compositi al posto dei metalli, si è registrato un 
aumento nella richiesta di materiali schermanti, proprio come 
quelli prodotti da Chomerics. Infine, il fatto che l’industria 
del trasporto aereo stia sostituendo i propri velivoli con una 
frequenza molto più alta rispetto al passato rende tale settore 
estremamente florido”. 



John Low, business 
development mana¬ 
ger, SDD IESD 
market: S. bus dev 
di Mentor Graphics 
Corp. 
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La tecnologia Mentor 
per l’Aerospace 

Mentor Graphics Corp. ha annunciato il 27 mag¬ 
gio scorso che Bombardier Aerospace, azienda 
che opera a livello mondiale nella produzione di 
aerei jet privati, ha implementato un processo 
di sviluppo interamente digitale per il sistema 
di distribuzione elettrica del proprio aeromobile 
Learjet 85”. Pur operando con i precisi vincoli 
di rispetto delle norme EWIS sia della authori- 
ty Statunitense FAA, sia della Canadese CTA 
CCanadian Transportation Agency), Bombardier 
Aerospace è riuscita a raggiungere significativi 
obiettivi di miglioramento sia dei processi sia della 
qualità. Ciò grazie all’adozione delle tecnologie 
innovative offerte dalla famiglia di prodotti Capital 
di Mentor Graphics. La linea di prodotti Capital 
consiste in una suite software dedicata all’ambi- 
to progettuale dei sistemi elettrici e dei cablag¬ 
gi. Utilizzati dai più importanti OEM del settore 
aerospaziale, i prodotti Capital sono concepiti per 
supportare le complesse esigenze dei processi 
integrati presenti in tale settore. 


Quali altre richieste avanzano i clienti militari/aerospaziali 
oltre alla fornitura di prodotti? 

“In questo settore si pone molto l’accento sul fornire un 
supporto ingegneristico alle varie applicazioni e Chome- 
rics investe molto in tale attività. 

Questa funzione consente ai clienti di ottenere informa¬ 
zioni e indicazioni sulla corretta selezione del materiale 
e sulla buona prassi da seguire nella progettazione. In 
Chomerics abbiamo inoltre un dipartimento di ricerca e 
sviluppo che ci consente di modificare anche la formula 
dei materiali per adattarli alle richieste dei clienti”. 

Tecnologie dei display di volo, la visione 
di CoreAVI 

Dan Joncas, vice presidente vendite e marketing di 
CoreAVI 

“La collaborazione tra CoreAVi e AMD ha ottenuto il 
risultato che le GPU AMD Embedded Radeon sono oggi 
il principale processore al mondo utilizzato nei display di 
volo nel settore difesa e aerospazio -annuncia Dan Joncas. 
Negli ultimi tre anni, poi, queste GPU sono entrate nei 
sistemi display di cabina di pilotaggio delle principali 
aziende dell’avionica: Boeing, Honeywell, Curtiss Wright 
e Cobham. 


La domanda di sistemi avanzati di display per le cabine di 
pilotaggio è in aumento. 

C’è molto focus sulla consapevolezza del pilota circa 
l’ambiente circostante, resa possibile da una sempre 
più vasta disponibilità di dati critici, che tuttavia devono 
essere resi accessibili e comprensibili rapidamente da 
parte dell’operatore affinché egli possa reagire in modo 
sicuro. 

Da tutto ciò scaturisce una domanda di display grandi, 
dotati di una grafica con caratteristiche avanzate e ricche 
di feature e l’adozione di nuove attrezzature per raggiun¬ 
gere gli obiettivi di performance richiesti. Infine, l’ordine 
di FAA/EASA di utilizzare sistemi di sorveglianza dei 
voli basati su ADS-B (automatic dependent surveillance- 
broadcast) con GPS nonché l’ampia adozione di borse di 
volo elettroniche (device di gestione delle informazioni 
che ha sostituito la classica borsa di documenti, manuali e 
informazioni che il pilota portava sempre con sé), creano 
nuove richieste e nuove opportunità per le tecnologie dei 
display di volo”. 

Quali sono i maggiori trend di prodotto nel vostro settore? 
“Nei mercati dell’avionica si continua a osservare la ten¬ 
denza a utilizzare nei display di cabina di pilotaggio le 
applicazioni di visione sintetica (è un sistema utilizzato a 
bordo di velivoli che usa schermate 3D per fornire ai piloti 
una rappresentazione spaziale intuitiva dell’ambiente in 
cui stanno volando), di mapping dell’aeroporto e terrain 
awarness. I produttori di avionica cominciano a valorizzare 
appieno le GPU AMD che, grazie a programmi avanzati 
shader based, forniscono rendering fotorealistici. 

I produttori di sistemi avionici sono molto interessati a 
utilizzare nei nuovi design sistemi di processing OpenCL 
(open computing language). 

Con il motore grafico AMD Embedded Radeon e uti¬ 
lizzando OpenCL API, i progettisti possono realizzare 
caratteristiche e funzioni uniche, come il riconoscimento 
di oggetti, il video processing avanzato, la criptazione, la 
raccolta dati dai sensori. Ciò che un tempo richiedeva 
extensive hardware programming e FPGA o DSP multi¬ 
ple insieme alla CPU. 

Negli Stati Uniti, il Consorzio FACE (Future Airborne 
Capability Environment) ha stabilito una serie di speci¬ 
fiche tecniche, adottate da tutti i maggiori produttori di 
sistemi, che obbligano l’esercito e la marina a standar¬ 
dizzare e fare progredire sistemi avionici modulari ad 
architetture aperte e interoperabili per ottenere soluzioni 
grafiche embedded avanzate e cost-effective”. 

Core Avionics & Industriai Ine. (“CoreAVi”), è fornitore 
globale di processori embedded graphics and video “pro¬ 
gram ready” per i settori militari e aeronautico. 
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Eurotech helps customers connect industriai 
equipment and sensors seamlessly and 
securely to Enterprise applications through 
a wide range of rugged multi-service 
gateways. These are fully integrated 
with Eurotech's Everyware Cloud, a M2M 
integration platform offering out of thè 
box functionalities like: 


• Data acquisition from industriai protocols 

• Device status 

• Device application upgrade 

• Connection monitoring 

• Real-time data analysis 

• Data Storage 

• Data visualization 

• Data access 
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Software e servizi 
per applicazioni M2M 

La serie di gateway e software per applicazioni M2M e loT sviluppata da Eurotech permette sia al singolo 
sviluppatore sia ai System integrator, di ridurre il time-to-market e realizzare progetti scalabili e flessibili 
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urotech può vantare un’e¬ 
sperienza di oltre 20 anni 
nel mercato machine to 
machine (M2M), ora ribat¬ 
tezzato Internet of Things 
(IoT), dove i dispositivi embedded sono 
capaci di raccogliere dati dal campo e 
trasmetterli verso le applicazioni nei data- 
center o nel cloud dove i dati sono uti¬ 
lizzati per prendere decisioni. Una tipica 
applicazione che richiede queste tecno¬ 
logie è un sistema di monitoraggio dell’e¬ 
nergia utilizzato in molte industrie. 

In questo caso un dispositivo embedded 
viene installato in campo e si occupa di acquisire dati di 
consumo. Questi dati vengono poi inviati, attraverso la con¬ 
nettività disponibile, verso un sistema che è capace di col¬ 
lezionarli, analizzarli e visualizzarli in modo che l’Energy 
Manager o l’utente finale siano a conoscenza del consumo 
istantaneo di corrente e, di conseguenza, possano attuare 
azioni per ridurre la bolletta. 

Eurotech permette di affrontare progetti di questo tipo in 
modo modulare, offrendo una serie di gateway e software 
specificatamente concepiti per applicazioni M2M e IoT 
che permettono, sia al singolo sviluppatore sia ai maggiori 
System integrator, di ridurre il time-to-market e realizzare 
progetti scalabili e flessibili. 

Un gateway MSM “intelligente 19 
fin da subito 

Everyware Software Framework (ESF) è un ambiente di 
programmazione pensato per il mondo dell’IoT. L’obiettivo 
di ESF è quello di facilitare lo sviluppo e la gestione remota 


di applicazioni sui dispositivi embedded sfruttando tecno¬ 
logie quali JAVA e OSGi (Fig. 1). 

La virtualizzazione delle interfacce fisiche, la presenza 
di librerie di acquisizione dati dal campo, l’utilizzo di un 
framework standard di programmazione modulare e l’im- 
plementazione di un sistema di comunicazione verso il 
back-end sono solo alcune caratteristiche incluse in ESF. 
Anni di esperienza nella gestione di sistemi distribuiti e di 
applicazioni Machine-to-Machine (M2M) sono stati conso¬ 
lidati da Eurotech all’interno di ESF in modo che i clienti 
possano sfruttarli senza dover necessariamente affrontare 
questi problemi. 

Infrastruttura di comunicazione scalabile 

Everyware Cloud (EC) è una piattaforma software che faci¬ 
lita la scrittura di applicazioni che sfruttano dati provenien¬ 
ti dal campo. EC fornisce funzioni quali: raccolta dati, stori- 
cizzazione in un database, analisi in tempo reale a accesso. 
Inoltre EC fornisce una serie di funzioni che permettono 
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Fig. 1 - ESF è un ambiente di programmazione espressamen¬ 
te concepito per applicazioni loT 


demand. Permette, inoltre, di connettere ulteriori 
dispositivi in pochi istanti e di scegliere la modalità di 
visualizzazione dei dati ricevuti sui dispositivi (iPad, 
desktop, PDA, telefono) e del loro formato (tweet, 
SMS, e-mail, telefonata, dashboard). 

Everyware Device Cloud offre notevoli benefici anche 
sotto l’aspetto della riduzione dei costi, grazie al fatto 
che connettività, gestione e distribuzione dei dati 
sono possibili senza investimenti iniziali in server, 
software e personale IT dedicato, con possibilità di 
monitoraggio, gestione e configurazione da remoto 
dei dispositivi. 

Inoltre, EDC garantisce una riduzione del time-to- 
market: tutti i componenti del sistema per la trasmis¬ 
sione e gestione dei dati sono stati progettati per 



Fig. 2 - Everyware Cloud permette di collegare in modo semplice dispositi¬ 
vi cloud-ready ad applicazioni e/o sistemi IT 


la gestione remota del dispositivo sul 
campo (Fig. 2). 

EC si basa sulle più moderne tecnologie 
di cloud computing, garantendo la scala- 
bilità e degli alti livelli di servizi. 

Everyware Cloud è integrato con 
Everyware Software Framework in 
modo che i dispositivi Eurotech siano 
facilmente gestibili da remoto, garan¬ 
tendo un minor Total Cost of Ownership 
collegato con la manutenzione dei dispo¬ 
sitivi sul campo. 

La combinazione di gateway M2M, 
application framework e piattaforma 
M2M viene definita Everyware Device 
Cloud (EDC). EDC è un’offerta comple¬ 
tamente integrata che offre una vasta 
gamma di piattaforme hardware e servi¬ 
zi software per la realizzazione di solu¬ 
zioni M2M complete. 

Una soluzione completa 

La soluzione completa Device Cloud di Eurotech è costi¬ 
tuita da tutti i componenti necessari per progettare, 
implementare e gestire infrastrutture Machine to Machine 
(M2M) o applicazioni Device to Enterprise. 

Il Device Cloud sviluppato da Eurotech consente ai clienti 
di prendere decisioni aziendali in base ai dati provenienti 
da ogni dispositivo o sensore di cui è composta la rete. 
Questo approccio permette di ridurre tempi, costi e com¬ 
plessità legati aH’implementazione, alla gestione e alla 
scalabilità delle proprie reti di dispositivi. 

Tanti i vantaggi offerti dalla soluzione Device Cloud di 
Eurotech, a partire dalla scalabilità multidimensionale: 
EDC è scalabile, infatti, da pochissimi dispositivi ad 
applicazioni molto complesse, con capacità e accesso on 


permettere di cominciare con piccoli progetti e crescere 
nel tempo. L’utilizzo della piattaforma riduce drasticamen¬ 
te il tempo necessario per sviluppare Proof of Concept per 
verificare le proprie idee ed illustrarle in modo efficace ai 
propri clienti. EDC rappresenta un unico punto di contatto 
per l’intera soluzione, per evitare al cliente la gestione di 
relazioni commerciali con diversi fornitori (per i dispo¬ 
sitivi, la gestione dati, la connettività e l’integrazione 
delle applicazioni). Infine, il Device Cloud sviluppato da 
Eurotech permette uno sviluppo aperto e semplificato, 
grazie a integrazioni incorporate con applicazioni aziendali 
all’avanguardia con community di sviluppatori di grandi 
dimensioni: il limite delle idee sarà soltanto l’immaginazio¬ 
ne. Il Software Framework e il software Everyware Device 
Cloud Client riducono al minimo tempi e complessità legati 
allo sviluppo delle applicazioni. 
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Gli oggetti ‘intelligenti’ 
guidano l’evoluzione 
degli SFF 


Prosegue l’espansione dei sistemi £ small form factor’. Nei prossimi anni, fra le applicazioni in primo piano 
dispositivi mobile e Internet delle cose 


Giorgio Fusari 


el mondo embedded, l’inarrestabile evolu- 
zione delle schede e dei sistemi SFF (small 
M ■ form factor) continua, stimolata dal fatto 
che, oggi più che mai, nello sviluppo dei vari 
progetti, le dimensioni del sistema contano. 
Rappresentano un requisito sempre più richiesto nelle 
nuove applicazioni, e non si tratta certo solo di smartphone 
o tablet. Fermi restando i diversi campi della progettazione 
embedded in cui ancora si adottano le schede di più gran¬ 
de formato, è soprattutto in quelli emergenti che avere 
dimensioni molto contenute, e un consumo di energia 
estremamente ridotto, si rivela decisivo. Ora, i fenomeni 
tecnologici e di mercato che guidano il ‘cambio di pelle’ 
delle schede SFF si identificano in alcuni trend globali: 
mobilità, dispositivi indossabili (wearable device), Internet 
degli oggetti (IoT - Internet of Things). 

In particolare, nella fascia delle applicazioni ‘deeply embed¬ 
ded’ e indirizzate alla Internet of Things, l’agguerrita com¬ 
petizione fra tecnologie, costruttori di processori, e vendor 
di schede sta giocandosi a colpi di SoC. I system-on-chip 
permettono di creare progetti SFF con dimensioni ulterior¬ 
mente miniaturizzate, in grado di consumare meno ener¬ 
gia, conducendo a una filosofia costruttiva fondata sulla 
realizzazione di soluzioni a livello di sistema complete, in 
cui sono integrati processori multicore, potenti sottosiste¬ 
mi grafici, blocchi digitali, analogici, e ricche dotazioni di 
interfacce di I/O. 

Da un passato in cui il comparto delle schede SFF era tra- 



Fig. 1-11 SoC Intel Quark 


dizionalmente dominato da standard basati su processori 
con architettura x86, si è arrivati a un presente dove l’im¬ 
patto dei sistemi a basso consumo, introdotti da fornitori 
come ARM, si mostra sempre più considerevole ed eviden¬ 
te, in termini di penetrazione nel settore, e nelle diverse 
tipologie di applicazioni. 

La serie di processori ARM Cortex-M, in particolare, 
risulta la più utilizzata architettura ARM, citata da oltre 
la metà dei rispondenti alla Embedded Hardware End 
User Survey, realizzata dalla società di analisi di mercato 
VDC Research nel 2013. Intel, da parte sua, ha di recente 
introdotto il SoC Quark che, come osserva la stessa VDC, 
è strategicamente bilanciato e posizionato nel mercato per 
competere con i processori Cortex-M. 
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□a Corri Express a EMX 

Le schede di piccolo formato rappresentano un’im¬ 
portante opportunità di innovazione in tutte le 
applicazioni di natura embedded in quanto, oltre 
a ridurre le dimensioni, un form factor compatto 
consente anche di ottimizzare consumi e costi. 
Lo sottolinea Simone Gaia, technical engineer 
di Sistemi Avanzati Elettronici, che aggiunge: 
“L’obiettivo di questa tecnologia di sviluppo per 
sistemi embedded non riguarda solo le dimensio¬ 
ni, ma anche la funzionalità di sistema, in quanto 
la funzionalità della scheda, o del set di schede, 
replica quella del personal computer, sia a livello 
di processore, sia di memoria e di periferiche. Dal 
mio punto di vista Com Express è diventato un 
punto di riferimento. Una delle caratteristiche di 
questo formato è disporre di risorse di comuni¬ 
cazione ad alta velocità sulla scheda e di un core 
di elaborazione aggiornabile, senza rinunciare alle 
risorse di comunicazione. Le schede Com Express 
sono concepite come componente a livello di board 
nella realizzazione di sistemi di elevata complessità 
funzionale basati su requisiti dimensionali e di pre¬ 
stazioni particolarmente avanzati”. Ma Gaia preci¬ 
sa. “Occorre però sottolineare che l’architettura 
EmbeddedXpress, o EMX, rappresenta un nuova 
concezione di computer on module, che combina 
moduli CPU COM Express con interfacce di I/O 
impilabili una sopra l’altra. Sono soluzioni pronte 
all’uso, off-the-shelf, che non richiedono nessun 
sviluppo hardware. Il formato EMX rappresenta il 
meglio sia per le SBC, sia per i COM, annullando 
le limitazioni di entrambe. Nei moduli EMX, pro¬ 
cessore e I/O sono intercambiabili, e ciò offre una 
maggior flessibilità, scalabilità e longevità, attra¬ 


verso, appunto, Muso di 
moduli COM sostituibili”. 

Parlando di quali possano 
essere le novità interes¬ 
santi a livello applicativo, 

Gaia cita due prodotti. 

“A mio parere, le mag¬ 
giori novità da evidenzia¬ 
re sono due. La prima è 
Altair, un computer-on- 
module in formato EMX. 

Supporta sia 1 GB, sia 
E GB di memoria ODRS 
OR AM saldata a bordo. 

Possiede un’interfaccia 
grafica ad alta risoluzio¬ 
ne LVOS e anche VGA. 

Include varie interfacce 
I/O, fra cui SATA, USB, 
seriale, CAN, I/O digita¬ 
li e Gigabit Ethernet. Permette di installare via 
socket una flashdisk fino a 8 GB. La seconda è 
Vega, che combina le funzionalità di cinque schede 
in formato PC/104 tutte in una: CPU e interfacce 
di I/O, acquisizione dati, interfacce seriali, inter¬ 
faccia Gigabit Ethernet e alimentatore OC/OC. 
Vega può ospitare a bordo CPU come Intel Core 
Ì7-SG10UE a 1,5 GHz, o Intel Celeron 8E7E a 
1,4 GHz. Sia Altair, sia Vega possono lavorare 
all’interno di un intervallo termico esteso”. Ma 
quali potranno essere, nei prossimi due, tre anni, 
i settori applicativi più promettenti nel comparto 
delle schede SFF? I trend di crescita e sviluppo, 
prevede Gaia, saranno soprattutto in ambiti come 
la robotica, l’automotive, il medicale e i sistemi di 
visione. 



Simone Gaia, techni¬ 
cal engineer di Sistemi 
Avanzati Elettronici 


Architetture ARM e Intel, sfida infinita 

La competizione sulle tecnologie abilitanti per la Internet 
degli oggetti è appena all’inizio. Quest’anno, a estendere la 
presenza di Intel negli emergenti mercati IoT in rapida cre¬ 
scita, accanto alla famiglia di processori Atom E3800 - un 
SoC basato sulla microarchitettura Silvermont, realizzato 
con il processo di produzione di Intel a 22 nanometri e 
transistor 3-D Tri-gate, per fornire miglioramenti compu¬ 
tazionali e di efficienza energetica, e indirizzato alla crea¬ 
zione di sistemi intelligenti - si affianca la famiglia di SoC 
Quark xlOOO. Questi SoC vengono proposti come soluzioni 
per la realizzazione di schede SFF fanless a basso costo, e 
grazie all’integrazione, in un package di 15 mm x 15 mm, di 
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interfacce I/O, clock e regolatori di tensione, semplificano 
la progettazione e riducono i costi BOM (bill of material) 
minimizzando la necessità per i progettisti di fare ricorso a 
componenti esterni. 

Il processor core Quark integrato nel SoC è una CPU 
single-core a 32 bit a 440 MHz, compatibile con il set di 
istruzioni dell’architettura Intel. La piattaforma è dotata 
di supporto ECC (error correcting code), per un elevato 
livello di integrità dei dati, e di un range di temperature 
operative (-40 °C - +85 °C) in grado di incontrare i requi¬ 
siti che assicurano un funzionamento anche in ambienti 
industriali con severi vincoli termici. Quark privilegia una 
maggiore integrabilità e la riduzione delle dimensioni e dei 
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Fig. 2 - Nei prossimi anni i moduli CQM ricopriranno un ruolo crescente nelle 
scelte progettuali degli ingegneri (Fonte: VDC Research, SOI3] 


consumi, rispetto alle prestazioni 
più elevate, puntando a favorire lo 
sviluppo di prodotti e soluzioni di 
nuova generazione nel mondo del 
computing pervasivo e dell’Inter- 
net degli oggetti, in settori come 
quello industriale, automobilistico, 

0 dei computer indossabili. Dato il 
tipo di utilizzazioni, in Quark un’at¬ 
tenzione particolare è riservata alla 
security. Per abilitare applicazioni 
sicure, il SoC ospita direttamente 
sul die una Boot ROM, utilizzata 
per stabilire un RoT (root of trust) 
hardware. In sostanza, il codice 
inalterabile integrato nella Boot 
ROM è utilizzato per eseguire un 
processo di autenticazione del 
firmware, in modo che solo codice 
fidato possa essere eseguito in fase 
di reset. Sul versante delle piatta¬ 
forme ARM, la domanda di soluzio¬ 
ni SFF di formato molto contenuto 
e contraddistinte da consumi ultra¬ 
ridotti continua a essere soddisfat¬ 
ta da sistemi basati sui processori 
della serie Cortex-M. Un esempio 
può essere la famiglia di MCU 
ultra-low-power SAM G, di recente 
introdotta da Atmel, basata su Cortex-M4, e anch’essa indi¬ 
rizzata ad applicazioni il cui requisito chiave è un formato 
molto contenuto: dai dispositivi indossabili, ai ‘sensor hub’ 
per smartphone e, più in generale, le applicazioni IoT. In 
ogni caso, le strategie di sviluppo dei costruttori di sche- 



Fig. 3 - Un modulo EMX 


de SFF sembrano comunque orientarsi nella direzione di 
adottare entrambe le architetture, Intel e ARM, anche per 
non perdere il vantaggio di poter fornire agli ingegneri una 
gamma di soluzioni più completa possibile, e in grado di 
includere i benefici tecnologici di tutte e due gli approcci 
progettuali. Tutte e due le architetture embedded sono 
infatti in grado di rispondere ai principi chiave di progetto, 
ossia consumare poca energia, fornendo comunque presta¬ 
zioni elevate. Dopodiché, la convenienza di adottare runa 0 
l’altra piattaforma può variare in funzione di svariati fattori. 
Questi ultimi, a seconda delle esigenze specifiche da sod¬ 
disfare nei vari progetti embedded, si esprimono in diversi 
requisiti di ingombro, costi e prestazioni. Ma dipendono 
anche da quali sistemi operativi, driver, tool di sviluppo si 
vuole utilizzare, da quanto è importante la necessità di fare 
affidamento sulla disponibilità dei componenti per lunghi 
periodi di tempo, 0 da quanto rapidamente si vuol arrivare 
sul mercato con i prodotti finali. 

Moduli COM, cambiamento in positivo 

Traguardando quest’anno, e anche oltre, un altro impor¬ 
tante aspetto di mercato da segnalare sembra poi riguarda- 
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Fig. 4 - La caratteristica di ‘impilabilità 1 dei componenti 
in un modulo EMX 


re un significativo cambiamento nella domanda di schede 
e moduli embedded. Tale dato emerge ancora da una 
survey di VDC, condotta Tanno scorso. 

A quanto pare, d’ora in poi, molti ingegneri attivi presso 
gli OEM progetteranno i loro nuovi prodotti utilizzando 
moduli embedded, invece di altri prodotti alternativi. E 
allo stesso tempo quelli che già adottano questi moduli 
punteranno a migrare verso soluzioni e moduli basati 
sui dispositivi FPGA, processori x86 e ARM più recenti. 
Questi stessi ingegneri cercheranno anche di comprende¬ 
re, attraverso l’apporto informativo di fonti accreditate di 
terze parti, quali di questi prodotti possano godere di un 
robusto supporto. 

Il successo di mercato dei sistemi elettronici SFF è in effet¬ 
ti guidato dalla crescita di diffusione e popolarità di moduli 
COM (computer-on-module) embedded come Qseven e 
COM Express, che facilitano l’integrazione dei SoC ARM e 
Intel di ultima generazione. Senza poi dimenticare i moduli 
costruiti sulla specifica SMARC (smart mobility architectu- 
re), basata sullo standard ULP-COM (ultra low power com- 
puter-on-module), e sviluppata e ratificata Tanno scorso 
dal consorzio SGET (Standardization Group for Embedded 
Technologies), proprio per consentire la creazione di 
computer-on-module ‘low-power’ estremamente compatti e 
adatti alle applicazioni in mobilità. Anche i moduli SMARC 
possono essere resi disponibili con processori ARM, o con 
SoC low-power x86. 

Quello delle schede e dei moduli SFF seguita dunque a 
presentarsi come un scenario tecnologico e di mercato 
ancora abbastanza frammentato, in cui non sta dominan¬ 
do, da solo, nessuno specifico standard industriale. Nel 
suo complesso, rileva VDC, il settore delle schede small 
form factor mostra una moderata crescita (CAGR 9,3%) 
nel periodo 2012 - 2017, raggiungendo 6,6 miliardi di dol¬ 
lari nel 2017, ma anche una crescente frammentazione del 
comparto fra diverse tipologie di standard, fra cui schede 
mezzanine e baseboard, moduli COM; single board com¬ 
puter, schede ATCA, motherboard, PC/104. 
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Android alla conquista 
de l’embedded 


Non più solo sui telefonini: la piattaforma di Google sta spostando il proprio baricentro dagli smartphone 
anche verso varie applicazioni industriali. In primis il mondo medicale 

Giorgio Fusari 


ell’attesa di toccare meglio con mano, negli attua¬ 
li e futuri dispositivi, le numerose innovazioni 
promesse da Android L - l’ultima versione del 
sistema operativo di Google, il cui arrivo è previ¬ 
sto in autunno - e dopo aver osservato in questi 
anni la diffusione di Android sui dispositivi di fascia consumer, 
ora la prossima scommessa che molti operatori del settore vor¬ 
rebbero vincere è indovinare quanto questo sistema operativo 
potrà davvero riuscire ad affermarsi anche nelle più diversifica¬ 
te applicazioni embedded. È innegabile che Android, e la sua 
radice open source innestata però su un originale modello di 
sviluppo e fruizione, abbiano creato nello spazio del software 
uno dei fenomeni certamente più interessanti di questi ultimi 
anni. Il successo del sistema operativo Android, i risultati che 
ha raggiunto in termini di diffusione su smartphone e tablet, 
non hanno deluso gli obiettivi inizialmente dichiarati: introdur¬ 
re questo sistema nel mondo degli sviluppatori, dei costruttori 
di terminali, degli OEM, degli operatori mobile, come una 
piattaforma software aperta, concepita per facilitare la creazione 


di interfacce grafiche e funzioni in grado di innalzare la qualità 
deiresperienza d’uso dei dispositivi in mobilità. Originato dalla 
Open Handset Alliance (OHA), un gruppo di aziende guidate da 
Google, Android è stato messo a disposizione dell’ecosistema di 
sviluppatori, aziende e operatori, come uno stack software open 
source, basato su kernel Linux. E il suo codice sorgente aperto, 
è stato utilizzato e personalizzato di volta in volta, per adattarsi 
e funzionare su un’ampia gamma di dispositivi mobile di largo 
consumo, di formato anche molto differente. La diffusione è 
stata esplosiva, e i numeri lo dimostrano. Android ha dominato 
ancora le vendite nel quarto trimestre dell’anno scorso, come 
risulta da alcuni dati della società ABI Research, con una quota 
di mercato del 77% su oltre 280 milioni di smartphone commer¬ 
cializzati nel Q4 2013. E considerando l’interno anno, su circa 
un miliardo di smartphone venduti, Android ha rappresentato il 
78%. Un ambito dove comunque la maggior parte della crescita 
(137% anno su anno) proviene dai sistemi operativi Android 
‘forked’, cioè basati sul progetto AOSP (Android Open Source 
Project), che non fornisce i servizi Google. 
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Android L, verso i 64 bit 

Fra le numerose novità introdotte, la nuova versio¬ 
ne di Android in arrivo, Android L, non presenterà 
soltanto innovazioni nell'interfaccia grafica e nell'a¬ 
spetto delle schermate. Una miglioria importante 
riguarda l'introduzione di ART (Android Runtime), 
un nuovo sistema runtime completamente a 64 
bit, destinato a prendere il posto della datata Vir¬ 
tual machine Dalvik, per il momento da mantenere 
come opzione runtime di default, per non causare 
il blocco di molte implementazioni e applicazioni di 
terze parti (a 32 bit) già esistenti e funzionanti sui 
vari dispositivi mobile. ART consentirà di ottene¬ 
re incrementi di velocità e prestazioni, a livello ad 
esempio di memoria e caricamento delle applicazio¬ 
ni. Permetterà anche di indirizzare memorie RAM 
di più grande capacità. Premesso che ART andrà 
a potenziare soprattutto le prossime generazio¬ 
ni di smartphone e dispositivi mobile consumer 
con a bordo Android, questa potrà essere una 
funzionalità in grado di influenzare in modo cre¬ 
scente anche le applicazioni del mondo embedded. 
L'uso dei processori a 64 bit, come emerge da 
alcune stime della società di ricerche Embedded 
Market Forecasters, starebbe infatti registrando 
un incremento nei progetti embedded. Questi pro¬ 
cessori risultano attualmente essere adottati nel 


20°/o di tali progetti, con diversi sistemi operativi 
in grado di supportarli, fra cui Microsoft Windows 
Embedded Compact 7 (e Windows Embedded 
Compact 2013), Wind River VxWorks 7, Linux, 
o anche il sistema Android. Si pensi ad esempio 
alla versione Android KitKat 4.4, dotata di ker¬ 
nel a 64-bit ottimizzato per il funzionamento su 
architettura Intel, e rilasciata da Intel stessa lo 
scorso aprile all'Intel Development Forum (IDF) di 
Shenzhen. A inizio luglio, proprio a seguito della 
presentazione di Android L Developer Preview, c'è 
stato invece l'annuncio, da parte di Linaro - l'orga¬ 
nizzazione di engineering che raggruppa oltre 200 
sviluppatori software su attività di consolidamen¬ 
to e ottimizzazione del software open source per 
l'architettura ARM - della disponibilità di un port 
di Android AOSP per l'architettura ARMv8-A 
a 64 bit. La build è stata resa disponibile come 
parte della release 14.06 (sviluppata con il compi- 
ler ART come Virtual machine di default) di Linaro, 
ed è stata collaudata su una piattaforma di svilup¬ 
po hardware dotata di ARMv8-A, nome in codi¬ 
ce (( Juno'', reperibile pressa ARM e rilasciata ai 
partner di primo piano all'interno dell'ecosistema. 
In sostanza, l'abbinamento dello stack software 
per ARMv8-A di Linaro con la ARM Development 
Platform (ADP) punta a fornire all'ecosistema 
di ARM la base per accelerare la disponibilità di 
Android sui chip a 64 bit. 


Il sentiero di penetrazione 

Il successo che Android ha riscosso come piattaforma di larga 
diffusione in smartphone e tablet sta sviluppando in modo 
crescente l’interesse per Topportunità di portare le sue funzio¬ 
nalità e interfaccia grafica anche su varie categorie di dispositivi 
embedded, fra cui ad esempio quelli in ambito medicale. 

Nella sfera embedded, il mondo applicativo è tradizionalmente 
dominato dai sistemi operativi proprietari, o dalle piattaforme 
Linux embedded, disponibili liberamente attraverso progetti 
open source, o fomite da vari vendor (ad esempio Mentor 
Graphics, Montavista o Wind River). Qui, come emerso da un 
recente sondaggio di VCD Research, la penetrazione di Android 
sembra ancora essere nelle fasi iniziali, e fra le implementazioni 
più sperimentate con questa piattaforma sembrano collocarsi 
maggiormente i progetti per terminali di interfaccia uomo-mac¬ 
china in campo industriale, o i sistemi di infotainment realizzati 
nel settore automobilistico. 

In aggiunta, vi sono diverse limitazioni ancora da superare. Le 
sfide tecnologiche principali riguardano ad esempio le difficoltà 
legate alla complessità di personalizzazione di Android per 



Fig. 2 - La piattaforma di sviluppo Juno 
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Benefici nei dispositivi 
medicali 

IMell'ambito dell'assistenza sanitaria, e in partico¬ 
lare della mhealth Cmobile Health), stanno emer¬ 
gendo innovazioni e strumenti embedded, nuovi 
metodi diagnostici e sistemi software. Un mondo 
in cui si è ancora agli inizi, ma che rappresenta 
un campo applicativo primario per Android: qui 
infatti esso sta portando miglioramenti importan¬ 
ti, e mostrando un forte tasso di crescita. E ciò, 
nonostante gli OEM si mostrino ancora riluttanti 
nelle operazioni di riprogettazione dei sistemi, che 
spessa richiedono notevoli sforzi di personaliz¬ 
zazione, per rendere possibile il funzionamento 
con Android. Quest'ultimo, tuttavia, fornisce agli 
sviluppatori un ambiente flessibile, un'interfaccia 
grafica potente e opzioni di connettività che nel 
settore mhealth lo rendono preferibile rispetto ad 
altri sistemi operativi. Le applicazioni basate su 
Android forniscono varie capacità: dal tracciamen¬ 
to dei programmi di cura, all'esecuzione di vari tipi 
di misura (parametri vitali, pressione sanguigna, 
livelli di glicemia e così via). Fra le più evolute 
opportunità di utilizzo, c'è la possibilità di raziona¬ 
lizzare ulteriormente le applicazioni di assistenza 


sanitaria, creando sistemi embedded in grado di 
eseguire molteplici funzioni, ed evitando così la 
necessità di collegare differenti accessori medicali 
ai dispositivi Android dei pazienti. In questo modo, 
i medici e il personale infermieristico possono utiliz¬ 
zare un singolo dispositivo di raccolta e condivisio¬ 
ne dei risultati e dei dati, invece di dover passare 
di continuo da un accessorio di misura a un altro, 
ad esempio per controllare la pressione del sangue 
o il tasso sanguigno di glucosio. Più in generale, i 
dispositivi medicali Android-enabled sono interfac- 
ciabili con altre apparecchiature medicali in grado 
di elaborare statistiche e analisi sull'andamento 
dei parametri vitali dei pazienti, o con sistemi di 
videocomunicazione e consulenza sanitaria. I tablet 
medicali di infermieri e medici sono integrabili con 
il funzionamento di elettrocardiografi o attrezzatu¬ 
re di generazione di immagini basate su varie tec¬ 
nologie (raggi X, risonanza magnetica) per fornire 
direttamente in mobilità informazioni sui pazienti 
stessi. In aggiunta, nel quadro di una tecnologia 
medicale sempre più complessa, in cui l'esigenza 
è interfacciare i dispositivi usando un'ampia varie¬ 
tà di tecnologie di comunicazione wireless (Wi-Fi, 
Bluetooth, ZigBee e così via), Android costituisce 
una piattaforma preferenziale per l'abilitazione 
delle varie funzionalità. 


specifici progetti, i problemi legati alla sicurezza IT, o agli 
sforzi di reingegnerizzazione per adattare a diversi ambiti 
industriali un sistema le cui funzionalità risultano fondamen¬ 
talmente focalizzate nello spazio mobile e consumer. 

Altri inconvenienti possono essere legati alla necessità di 
garantire un funzionamento deterministico in specifiche appli¬ 
cazioni embedded o, ancora, alla ricchezza di funzionalità 
e alla corposità del codice. Queste ultime infatti in vari casi 
stridono con le esigenze e le specifiche tecniche di applica¬ 
zioni in cui i dispositivi dispongono di risorse limitate, e dove, 
tipicamente, si tende ancora ad adottare i tradizionali RTOS 
(real-time operating System), o sistemi sviluppati ad hoc, per 
soddisfare i requisiti real-time. Ancora, anche prendendo in 
considerazione il valore della quantità di applicazioni rese 
disponibili nel Google Play Store, resta comunque difficile 
immaginare, secondo VDC, in quale misura la maggior parte 
di esse sia compatibile con altre tipologie di dispositivi, diversi 
dagli smartphone, o appropriata per le applicazioni embed¬ 
ded. In sintesi, è prevedibile che Fadozione di Android nel 
lungo termine resterà legata alla disponibilità e alla qualità 
del software e delle applicazioni create e indirizzate ai diversi 
dispositivi embedded. 



Fig. 3 - Un accessorio medicale per Android 


Traguardando il periodo 2012 - 2015, e studiando Fadozione 
di Android nelle applicazioni embedded e M2M (machine- 
to-machine), VDC rileva un’intensificazione dell’interesse 
degli sviluppatori per Android. L’utilizzo di questa piattaforma 
starebbe crescendo velocemente in diversi settori verticali e 
applicazioni, grazie a una comunità di ingegneri di sistema e 
sviluppatori di applicazioni in rapida espansione. A seguito di 
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Fig. 4 - Alcune app medicali disponibili sul Google Play Stare 


una puntuale analisi della comunità globale di sviluppo softwa¬ 
re, la previsione è che, per la fine del 2015, circa un milione 
di sviluppatori utilizzerà la piattaforma Android per realizzare 
applicazioni embedded e M2M. 

La comunità globale di sviluppatori sembra anche aver miglio¬ 
rato la familiarità con il sistema operativo, e starebbe ora stu¬ 
diando la sua opportunità di utilizzo in applicazioni specifiche. 
Secondo la ricerca, la preoccupazione principale con Android 
resta ancora la sicurezza, anche se tale problema tende ad 
attenuarsi, via via che il sistema operativo diventa più sicuro, 
grazie a un ecosistema di vendor in grado di supportare la piat¬ 
taforma con soluzioni di security sempre più solide. Il risultato 
di tutti questi cambiamenti l’abilitazione di Android all’utilizzo 
in una gamma di applicazioni in rapida espansione. 
Applicazioni fino a poco tempo fa considerate inadeguate per 
questa piattaforma. 

Il vicepresidente di VDC, Chris Rommel, ha sottolineato come 
Android rappresenti una tecnologia molto dirompente per la 
comunità di vendor di tecnologia embedded e che, sebbene vi 
siano sempre stati molti sistemi operativi in grado di supporta¬ 
re la grande varietà di applicazioni embedded e M2M, mai un 
nuovo OS ha fatto così presa tanto rapidamente. I due mercati 


più importanti per Android e la comunità di vendor sono indi¬ 
viduati nei settori automotive e dell’assistenza sanitaria, ma 
sembra in rapida ascesa anche l’interesse a selezionare questo 
OS per applicazioni militari. 

La progressiva adozione di Android, osserva VDC, avrà impli¬ 
cazioni e un impatto considerevole anche sull’attuale panora¬ 
ma dei vendor di tecnologia. 

Per Microsoft, il rischio competitivo appare particolarmente 
elevato, poiché l’interesse per Android sembra davvero forte, 
sia nei comparti caratterizzati dalle tecnologie proprietarie, 
dove la casa di Redmond è stata tradizionalmente dominante, 
sia nei mercati emergenti, dove l’espansione futura si profila 
molto intensa. 

Nel quadro generale dei principali attori sulla scena, ARM 
risulta in una buona posizione per beneficiare della crescita di 
Android, mentre Intel si identifica più nel ruolo di ‘inseguitore’ 
accanito dei benefici e delle opportunità di mercato di questo 
sistema operativo. E ciò anche per il fatto che, tradizional¬ 
mente, Android ha cominciato a funzionare sui chip ARM di 
smartphone e tablet. Solo in seguito Intel ha utilizzato il codice 
open source del sistema, per portarlo sull’architettura x86, 
molto differente rispetto a quella ARM. 
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L’evoluzione delle 
memorie embedded 


Il passaggio dai personal computer alle piattaforme di calcolo mobili e tablet è alla base della nuova tendenza 
che prevede l’impiego della tecnologia NAND flash per le memorie embedded 


Axel Stoermann 

General manager memory technical marketing 
and application engineering 
Toshiba Electronics Europe 


O l settore delle memorie digitali sta attraver¬ 
sando un periodo di grandi cambiamenti. 
L’evoluzione da personal computer a piatta¬ 
forme di calcolo mobili e tablet è alla base 
della nuova tendenza a utilizzare la tecnolo¬ 
gia NAND flash per le memorie embedded. Da quando 
Toshiba inventò la memoria NAND flash nel 1984, la 
capacità è aumentata, mentre il costo per gigabyte è dimi¬ 
nuito. Si prevedono però molte sfide e opportunità in un 
segmento di mercato diventato sempre più competitivo. 

L ,J, info-plosione J> 

Le informazioni digitali vengono create, memorizza¬ 
te e condivise a una velocità fenomenale, provocan¬ 
do un’”esplosione delle informazioni” che minaccia di 
sovraccaricare aziende e consumatori. L’agenzia ameri¬ 
cana IDC, specializzata nelle analisi di mercato, prevede 
che nei prossimi anni la capacità grezza di memorizza¬ 
zione installata salirà da 2.596 exabyte (EB) nel 2012 a 
7.235 EB (7,235 zetabyte) nel 2017. Per comprendere 
l’entità di queste cifre, si consideri che 1 EB equivale 
a 1.000.000.000.000.000.000 byte o 
1018 byte; tanto per fare un confron¬ 
to, 1 EB equivale alla quantità di dati 
memorizzati su 31 milioni di iPad da 
32 GB. 

La diffusione di dispositivi intelligen¬ 
ti, come tablet, smartphone, orologi 
intelligenti, frigoriferi intelligenti 
e contatori intelligenti, genera un 
aumento nella richiesta di tecnologie 
NAND flash in grado di essere inte¬ 


grata in chip di piccole dimensioni. Inoltre, i dispositivi 
basati su memorie NAND, come i drive allo stato solido 
(SSD) e le chiavette USB, sostituiscono i tradizionali 
hard disk (HDD) e i supporti ottici in molte applicazioni, 
in particolare quando l’accesso rapido ai dati è un fattore 
di importanza critica. In molti sistemi che gestiscono 
grandi quantità di informazioni e nei sistemi cloud, gli 
SSD rappresentano i dispositivi principali per sistemi di 
archiviazione a più livelli che utilizzano più tipi di suppor¬ 
ti SSD e HDD. 

Mentre la domanda di tecnologia NAND è aumentata, il 
costo per gigabyte è diminuito, il che ha dato un’ulteriore 
spinta alla domanda. Uno dei motivi chiave di tutto ciò 
è il costante aumento della quantità di informazioni che 
si possono archiviare su un chip NAND flash. La NAND 
flash è da sempre in prima linea nel ridimensionamento 
litografico (scaling) dell’industria microelettronica e i 
dispositivi NAND sono tra i chip più densi attualmente in 
piena produzione. 

Dall’introduzione della NAND nel 1984, le dimensioni 
del nodo di processo sono diminuite da 700 nm a 19 nm. 



Figg. la e 1 b - Diminuzione dei costi della NAND Flash e aumenta della 
complessità della ECC con l’impiego di una tecnologia di processo avanzata 
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Fig. 2 - Un 1 “esplosione delle informazioni 11 motiva la domanda di 
capacità di archiviazione, prevedendo un incremento di quella mondia¬ 


le di oltre 7 EB entro il S017 


Grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie con 
celle a più livelli, la densità di bit della NAND è aumentata 
di oltre 2.000 volte. Accanto a questo aumento di densità, 
si è verificata una sensibile riduzione nei prezzi per Gb, a 
una velocità persino maggiore rispetto all’aumento della 
densità di bit. Oltre ai vantaggi in termini di costi per il 
ridimensionamento litografico, l’introduzione di processi 
più efficienti e più automatizzati, nonché la tendenza 
a utilizzare fette di semiconduttore più grandi, hanno 
contribuito a far sì che la NAND diventasse il principale 
supporto di memorizzazione in molte applicazioni. 

Le sfide per le memorie NAND 

Uno dei problemi principali di chi desidera utilizzare le 
più recenti memorie NAND grezze nei propri dispositivi 
è che le nuove tecnologie NAND tendono a richiedere, 
nei controller, motori ECC (Error Correction Code) più 
potenti dedicati alla correzione degli errori; ciò è diventa¬ 
to una gara di velocità poiché spesso, in generale, i con¬ 
troller si mettono al passo con un certo ritardo. Siccome i 
blocchi di memoria NAND possono degradarsi e usurarsi, 
viene stabilito un numero massimo di cicli di scrittura 
su ciascuna locazione di memoria NAND. Nei controller 
NAND occorre inoltre creare degli algoritmi di “livella¬ 
mento dell’usura” al fine di garantire che le locazioni di 
memoria NAND vengano utilizzate in modo uniforme. 

Per coloro che desiderano ridurre il numero di compo¬ 
nenti di sistema e non preoccuparsi di dover progettare 


architetture interne al controller, la e-MMC 
NAND offre un’alternativa che integra la 
memoria NAND flash e il chip controller in 
un singolo contenitore. Questi dispositivi 
vengono tipicamente utilizzati in chiavette 
USB e schede di memoria ad alta velocità 
e sono conformi agli standard JEDEC. I 
controller embedded effettuano operazioni 
di controllo, come la correzione degli erro¬ 
ri, il livellamento dell’usura e la gestione 
dei settori danneggiati per garantire che la 
memoria NAND funzioni sempre nel modo 
corretto. 

Uno dei problemi associati alla migrazione 
verso nodi di processo più piccoli è la neces¬ 
sità di avere ECC più complessi e processori 
host controller sempre più potenti. Per una 
memoria SLC (Single Level Celi) da 43 nm è 
richiesta una codifica ECC a 1 solo bit su 512 
byte, mentre per una NAND SLC da 42 nm la 
codifica ECC richiesta è a 8 bit su 512 byte. 
Le figure la e lb mettono a confronto il 
risparmio ottenibile con tecnologie di pro¬ 
cesso avanzate e il contestuale aumento della 
complessità della codifica ECC. 

Per molte applicazioni esistenti che utilizzano memorie 
NAND SLC, come apparecchiature industriali, processori 
di comunicazione e sistemi automobilistici, la ECC a 1 bit 
viene implementata nel software host senza effetti signi¬ 
ficativi sulle prestazioni applicative. La migrazione verso 



Fig. 3 - I drive allo stato solido CSSD) basati su 
memorie NAND stanno diventando sempre più impor¬ 
tanti per le esigenze di archiviazione di consumatori e 
imprese 
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memorie “all’avanguardia” che richiedono una ECC a 4, 
8 o magari a 24 bit aumenta significativamente la richie¬ 
sta sul processore, riducendo le prestazioni. Per evitare 
questa penalizzazione, i chip NAND con codifica ECC 
integrata rappresentano oggi la scelta preferita. Toshiba 
BENANDTM offre una soluzione di questo tipo e rimuove 
il carico della ECC dal processore host senza richiedere 
un controller hardware aggiuntivo. E importante notare 
che BENAND utilizza la normale interfaccia NAND, 
garantendo quindi la compatibilità con le memorie SLC 
NAND Flash per operazioni come l’impostazione dei 
comandi, il funzionamento del dispositivo, l’incapsula¬ 
mento e la piedinatura. 

Soddisfare la maggiore richiesta 
di memoria 

Sebbene esista la tecnologia per fabbricare memorie 
NAND anche a nodi di processo più piccoli, man mano 
che le celle diventano più piccole, entrano 
in gioco la resistenza e l’affidabilità del chip. 

Per superare questo inconveniente, sono state 
sviluppate celle NAND in grado di memoriz¬ 
zare più bit: una cella a livello singolo (SLC) 
può memorizzare 1 bit per cella, una NAND 
con cella multilivello (Multi-Level Celi, MLC) 
può memorizzare 2 bit per cella, mentre una 
NAND con cella a tre livelli (Triple Level Celi, 

TLC) può memorizzare 3 bit per cella. Il nume¬ 
ro massimo di cicli di scrittura/cancellazione 
dipende però dall’approccio utilizzato: la SLC 
permette circa 100.000 cicli, la MLC 5.000 cicli 
e la TLC 1000 cicli. 

Le memorie NAND SLC e MLC sono oggi 
comunemente presenti in SSD aziendali che 
richiedono cicli di scrittura/lettura frequenti. 

Le NAND MLC e TLC sono presenti in SSD 
di largo consumo, in cui la velocità di lettu¬ 
ra e il prezzo per Gb sono diventati i fattori 
più importanti alla base del comportamento 
dell’acquirente. Un modo di evitare i problemi associati 
all’aumento di bit per cella è di volgere lo sguardo alle 
nuove tecnologie NAND. Di queste, la più prossima alla 
produzione di massa è la 3D NAND che consiste di più 
strati di NAND flash sovrapposti in modo che non occorre 
ridurre le dimensioni orizzontali per aumentare la densità 
di memorizzazione. 

La memoria ad accesso casuale magnetoresistiva (MRAM) 
è un’altra promettente alternativa che si profila all’oriz¬ 
zonte. Si tratta di un tipo di memoria non volatile estre¬ 
mamente rapida e che permette teoricamente illimitati 
cicli di scrittura/cancellazione. La MRAM ha il potenziale 
di cambiare il modo in cui i sistemi elettronici accedono 


attualmente alla NAND flash. Oggi, le persone usano la 
NAND flash come un HDD. All’accensione, copiano le 
informazioni dalla NAND flash alla DRAM e poi eseguono 
il codice direttamente dalla DRAM. Con la MRAM, non è 
più necessario effettuare la copia (shadowing). La memo¬ 
ria contiene già le informazioni corrette quando si accen¬ 
de la macchina ed è molto più veloce, più o meno quanto 
la DRAM. Ciò fornisce l’ulteriore vantaggio di richiedere 
una durata inferiore alla NAND flash, permettendo di 
ottenere un’archiviazione di dati a lungo termine. 

Le memorie del futuro 

Sin dalla sua invenzione nel 1984, la memoria NAND 
flash si è rivelata una tecnologia davvero dirompente. Ha 
rimpiazzato i lettori di dischi ottici e di hard disk in molte 
applicazioni, consentendo la recente “rivoluzione dello 
smartphone”. La NAND flash è diventata onnipresente 
e la si trova nelle chiavette USB, nei PC, nei sistemi di 


navigazione satellitare, nei server di cloud computing e 
in una lista quasi infinita di “dispositivi intelligenti” come 
gli smartphone e i tablet. 

L’ampia disponibilità della NAND flash è stata resa pos¬ 
sibile dal ridimensionamento litografico, che ha portato a 
ridurre le dimensioni del die di un fattore di circa 2.000 e 
a ridurre i prezzi di un fattore ancora maggiore. Sebbene 
esistano problemi legati a ulteriori ridimensionamenti, è 
possibile aumentare la densità di memorizzazione dispo¬ 
nendo verticalmente più strati di circuiti NAND flash 
(uno sull’altro). Ulteriori avanzamenti con tecnologie del 
futuro come la MRAM e la 3D-NAND potrebbero essere 
ancora più dirompenti della stessa NAND. 



Fig. 4 - BENAND rimuove il carica della ECC dal processore host 
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Tecnologie di 
visualizzazione 


L’articolo illustra i tipi di display più innovativi e lo 
sviluppo delle nuove tecnologie di visualizzazione, con 
previsioni delle future tendenze nell’ambito del mobile, 
Silvano lacobucci delle TV e dei dispositivi indossabili 


A partire dal 2010, quando Apple 
pose la qualità della visualizza¬ 
zione alla base del marketing 
dei propri prodotti, i display 
hanno iniziato una fase di 
ripresa e cambiamento senza precedenti con lo svi¬ 
luppo di nuove tecnologie per Smartphone, Tablet, 
TV e nuovi tipi di prodotti come i dispositivi indos¬ 
sabili. Questo approccio ha sorpreso i consumato¬ 
ri e Finterà industria dei sistemi di visualizzazione. 
Dal 2012 l’aumento della grandezza degli schermi, della 
loro risoluzione, dei pixel per pollice (ppi) sono diven¬ 
tate caratteristiche all’avanguardia dei nuovi display. 
Il 2013 ha visto l’introduzione dei Quantum Dot e dei 
display curvi, due tra le tecnologie più innovative svi¬ 
luppate in questo decennio insieme ai display OLED. 
Inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi display con 
gamma di colori e precisione maggiori, dotati di riso¬ 
luzione e ppi più elevati, maggiore luminosità e minore 
tendenza ai riflessi, in modo da garantire una visione 
migliore dello schermo. Quella che segue è una pano¬ 
ramica delle principali tecnologie di visualizzazione 
attualmente più usate e promettenti. 

Quantum Dot 

La tecnologia Quantum Dot apporta un notevole miglio¬ 
ramento ai display LCD attraverso una rivoluzionaria 
applicazione della fisica quantistica. I Quantum Dot 
sono elementi incorporati nella retroilluminazione dei 
display LCD che producono colori primari saturi simili 
a quelli prodotti dai display OLED; allo stesso tempo 
migliorano la luminosità e l’efficienza energetica. Al 
posto di usare i led bianchi esistenti, che producono un 
ampio spettro di luce che rende difficile produrre colori 
saturi in modo efficiente, i Quantum Dot convertono 
la luce da led blu in colori primari a banda stretta e a 
elevata saturazione. I colori così prodotti sono regola¬ 


Fig. 1 - Spettro Quantum Dot: [Fonte: 
□isplayMate Technologies Corporation] 

bili in modo preciso durante la produzione del display, 
consentendo di realizzare gli esatti colori richiesti per 
offrire una elevata precisione nelle immagini. Questo 
elimina gli errori di gamma dei colori e i punti bianchi 
che spesso si presentano in molti schermi attualmen¬ 
te presenti sul mercato. Si ritiene che la tecnologia 
Quantum Dot rivoluzionerà e rafforzerà il mercato dei 
display LCD almeno per i prossimi cinque anni. Dopo 
essere stati in sviluppo per molti anni, nel 2013 sono 
stati applicati ad alcuni modelli attualmente sul mercato 
come i televisori Sony Bravia e il Kindle Fire HDX7 
di Amazon. Nel corso del 2014 compariranno ulteriori 
nuovi display LCD con Quantum Dot per Smartphone e 
TV, in un contesto di forte competitività. 

Display curvi e flessibili 

Nel 2013 sono stati lanciati sul mercato alcuni smartpho¬ 
ne e TV con display curvi. Pur essendo numericamente 
ridotti, sono da prendere in considerazione perché 
rappresentano una vera e propria innovazione. Infatti 
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Fig. 2 - Display curvi Samsung 


gamma di colori maggiore del 100% rispetto allo stan¬ 
dard sRGB/Rec.709, però non potendo mostrare colori 
che non sono presenti nell’immagine originale tendono 
a visualizzare colori distorti o troppo saturi. Al momen¬ 
to i display OLED hanno una gamma di colori nativa 
intorno al 130%, ma alcuni dispositivi che impiegano tali 
display (come il Samsung Galaxy S4 o il Galaxy Note 3) 
ora includono modalità avanzate di gestione dei colori 
che riducono la gamma nativa al 100% rendendo fedel¬ 
mente i colori sullo schermo. 
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hanno sensibilmente migliorato le capacità del display 
riducendo e, talvolta, eliminando i riflessi creati dalla 
luce del sole che sbiadiscono le immagini su schermo. 
Oltre a facilitare la lettura dello schermo e a migliora¬ 
re la qualità delle immagini riducendo l’interferenza 
causata dai riflessi della luce, la curvatura permette 
anche ai display di essere visibili ad una luminosità 
più contenuta, aumentando Fefficienza energetica e i 
tempi di durata della batteria nei dispositivi mobili. È 
importante notare che la curvatura è piccola e sottile, 
e comporta bordi dello schermo solo leggermente più 
spessi rispetto ai prodotti tradizionali. La sottile curva¬ 
tura delle TV migliora la visione perché riduce anche 
la distorsione trapezoidale delFimmagine. La maggior 
parte dei display curvi usano la tecnologia OLED, seb¬ 
bene esistano anche alcuni tipi di LCD curvi. 

Display con ampia gamma di colori 

La qualità delle immagini e la fedeltà dei colori hanno 
subito incredibili miglioramenti grazie a una migliorata 
tecnologia dei display, a un’elaborazione avanzata del 
segnale e a una calibrazione di fabbrica automatizzata. 
Questo ha permesso di rendere i migliori smartphone, 
tablet e TV attuali paragonabili in precisione grafica agli 
schermi professionali. Fino a qualche tempo fa, molti 
display LCD avevano solo tra il 55% e il 65% della gamma 
di colori standard sRGB/Rec.709, usata per produrre 
virtualmente qualsiasi contenuto fruito dall’utente, otte¬ 
nendo colori non eccessivamente vividi in immagini, 
foto e video. Questa limitazione è dovuta alla tradiziona¬ 
le riduzione di luminosità ed efficienza energetica mano 
a mano che si aumenta la gamma di colori (limitazione 
ora superabile con Fuso dei sopracitati Quantum Dot). 
Molti dei più importanti display LCD ora hanno una 
gamma di colori maggiore dell’85% di quella standard, 
i migliori sono vicini al 100%. I display Retina dell’iPad 
Mini e quello del Microsoft Surface 2 sono entrambi 
dotati del 63% della gamma dei colori. I menzionati 
Quantum Dot svolgeranno un ruolo importante nel 
miglioramento della gamma di colori nei display LCD. 
In alcuni casi vengono pubblicizzati display con una 


Alta definizione: 4K UHD 

L’alta risoluzione ha sempre consentito di ottenere 
ottime vendite, dalla definizione standard 720x480 fino 
all’alta definizione delle TV (1920x1080), fotocamere 
con più di 8 mega pixel, display Retina e schermi per 
tablet e smartphone. Persino i dispositivi mobili, oggi, 
hanno display da più di 450 ppi e Ultra High Definition 
(UHD) 4K, e televisori con risoluzioni maggiori di 
3840x2160. Nella “corsa” al costante aumento riso¬ 
luzione occorre, tuttavia, tenere conto che esiste un 
limite alFacuità visiva dell’occhio umano (pochi hanno 
una vista migliore di 10 decimi, la maggior parte delle 
persone hanno una visione inferiore). Di conseguenza 
vi è un limite utile per la risoluzione dei display e dei ppi, 
eccedere alFinfinito non ha senso perché oltre un certo 
limite non si noterebbe alcun beneficio. 

Nel caso di uno smartphone con un display da 450 ppi, 
il limite è praticamente raggiunto perché tenendolo in 
mano è possibile vedere tutti i dettagli di un’immagine 
(con una vista perfetta), ma con un numero di ppi più 
elevato lo si dovrebbe avvicinare agli occhi, comportan¬ 
do una maggiore scomodità d’uso. Per quanto riguarda 
gli schermi TV, per riuscire a vedere tutti i dettagli di 
un’immagine su una TV 4K UHD da 40 pollici con una 
vista perfetta, la si dovrebbe guardare da una distanza di 
poco più di un metro per notare qualche miglioramento. 
Poiché invece di solito la distanza con cui si guarda la 



Fig. 3 - Display curvi Sharp 


34 


EMBEDDED 53 • SETTEMBRE • 2014 











w 

J 

< 



0.7» 

o.™ 

o.s» 

0 4 EHI 

0300 

0.200 

0.100 

0.000 
O.OOQ 


0 100 0.200 0.300 


0.400 


0.500 0.600 0.700 


CE fitti Un^xmOmk]^ DttgrwT! 
tHGfl J R*C 109 SWM C**P Q*m* 
Hrioranu Defcn- 


Fig. 4 - Standard sRGB Ree 703 

[Fonte: GisplayMate Technologies Corporation} 


è la IGZ0 (Indium Gallium Zync Oxide) che ha presta¬ 
zioni maggiori rispetto a quelli al silicio, ma costa molto 
meno rispetto alla tecnologia LTPS, anche se non rag¬ 
giunge le stesse performance di quest’ultima. 

OLED 

Dal loro lancio sul mercato nel 2010, i display OLED 
sono molto migliorati in pochi anni, compiendo incre¬ 
dibili passi avanti per quanto riguarda luminosità, pre¬ 
cisione dei colori, risoluzione / ppi ed efficienza ener¬ 
getica. Gli schermi OLED sono anche notevolmente 
sottili, neirordine di frazioni di millimetro, e questo rap¬ 
presenta un grande vantaggio per i display di dispositivi 
mobili e, soprattutto, di quelli indossabili. Nel 2013 sia 
LG che Samsung hanno lanciato sul mercato TV curve 
OLED da 55 pollici e smartphone con schermi OLED 
curvi e flessibili, ma questa tecnologia è destinata solo 
a migliorare e vedremo nei prossimi anni display sem- 
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TV è di circa 3 metri, normalmente non 
è possibile per l’osservatore apprezzare 
il miglioramento introdotto dalla tecno¬ 
logia 4K UHD da tale distanza, a meno 
che non si abbia un televisore di almeno 
80 pollici. Nel caso di monitor per pc, 
invece, dato che la distanza di visualiz¬ 
zazione è inferiore al metro, può avere 
senso utilizzare un display 4K UHD, 
ovviamente con un numero di pollici 
sufficiente. 


LTPS e IGZO 

Tutti i display hanno un pannello poste¬ 
riore interno che contiene i circuiti F,9 ‘ 5 " Prev,£ 
necessari a controllare milioni di sub¬ 
pixel. Le sue prestazioni sono particolarmente impor¬ 
tanti nei display ad elevato numero di ppi. Mentre molti 
display LCD usano ancora silicio amorfo, molti schermi 
LCD ad alto numero di ppi usano polisilicio a basse tem¬ 
perature (LTPS - Low Temperature PoliSylicon), che 
ha una maggiore mobilità di elettroni rispetto al comune 
silicio, e permette ai circuiti di essere più miniaturizzati. 

Il risultato di tutto questo porta a una maggiore lumino¬ 
sità ed efficienza energetica. 

Molti smartphone di fascia alta attualmente sono dotati 
di schermi LTPS, come ad esempio l’iPhone 5 e prati¬ 
camente tutti i dispositivi OLED, ad eccezione di quelli 
curvi. Tuttavia molti tablet LCD, monitor e TV usano 
ancora schermi al silicio, perché i loro schermi, di 
dimensioni maggiori rispetto a un cellulare, costereb¬ 
bero molto di più ai produttori se usassero la tecnologia 
LTPS. Una tecnologia alternativa per il pannello interno 
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ìioni di mercato OLEG [Fonte: Gisplay Searchl 

pre più grandi e flessibili. Una delle sfide rimaste per i 
display OLED è la riduzione dei costi di produzione e un 
ulteriore incremento delle loro capacità. 

LCD 

Lo sviluppo più interessante per i dispositivi LCD è 
costituito dall’adozione della tecnologia Quantum Dot 
da parte di un numero di produttori crescente, che 
apporterà miglioramenti notevoli sulla gamma di colori, 
la loro precisione, l’efficienza energetica dei display, la 
luminosità e/o la durata della batteria per i dispositivi 
mobili. L’impiego di una migliore retroilluminazione e 
di pellicole ottiche per i pannelli LCD incrementerà la 
luminosità, gli angoli di visione e l’efficienza energetica. 
Una maggiore competizione nel settore si tradurrà 
in un continuo miglioramento verso pannelli LTPS di 
prestazioni sempre più elevate e all’impiego di pannelli 
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impieganti tecnologie In Piane Switching (IPS), Fringe 
Field Switching (FFS) e Piane to Line Switching (PLS) 
capaci di rendere eccellenti colori e contrasti d’immagi¬ 
ne su angoli di visione più ampi. E nel corso del 2014 
è prevista la comparsa anche di alcune TV con display 
LCD curvi. 

La situazione dal lato dei prodotti 

Alla panoramica delle tecnologie di visualizzazione viste 
finora affianchiamo anche il punto di vista sui prodotti 
che in questo momento stanno trainando questo merca¬ 
to. Nei primi mesi del 2013 è iniziata una grande spinta 
deH’industria per portare le Tv a una risoluzione 4K 
UHD. Tuttavia al momento non è ancora disponibile 
materiale video che posa essere guardato a quella riso¬ 
luzione, pertanto il miglioramento non è apprezzabile in 
quanto non può fornire dettagli maggiori rispetto a quel¬ 
li già presenti nell’immagine originale. Fortunatamente 
stanno per essere rilasciati contenuti in streaming a 4K, 



Fig. 6 - Un esempio di dispositivi indossabili: 
Google Glasses 


e si sta lavorando allo standard 4k per i Blu-Ray Discs, 
anche se la produzione con questo nuovo formato non 
inizierà prima del 2015. Oltre allo streaming di conte¬ 
nuti 4K, le TV UHD oggi possono mostrare foto ad alta 
definizione, immagini generate da Smart TV e PC con 
testo e grafica ad alta definizione, che risulteranno di 
migliore visibilità. Un’altra interessante applicazione 
della TV 4K è la possibilità di guardare quattro program¬ 
mi Full HD 1920x1080 allo stesso tempo e andare su 
internet mentre si guarda la TV. 

La qualità dell’immagine dovrebbe essere maggiore 
grazie a pannelli ed elaborazione del segnale superiori, 
anche quando si guarda del normale contenuto Full HD. 
Per quanto riguarda i tablet, mentre nel 2013 è avvenuto 
un importante cambiamento nella riduzione degli sche¬ 
mi da 9-10 pollici a 7-8 pollici (versioni “mini”), a partire 


da quest’anno saranno disponibili tablet con schermi 
da 12-13 pollici per il mercato professionale e a scopo 
educativo. Samsung ha già annunciato un TabPRO da 
12,2 pollici, mentre si dice che Apple stia lavorando a un 
iPad “maxi” da 12,9 pollici. La risoluzione dello schermo 
e i ppi aumenteranno, con i Tablet Android di fascia 
alta che avranno una risoluzione di 2560x1600 o Quad 
HD a 2560x1440 con ppi da 300 a 400, a seconda della 
grandezza dello schermo. Ora gli iPad di Apple hanno 
una risoluzione di 2048x1536 con ppi da 264 a 326. 
Tuttavia, un iPad con uno schermo da 12,9 pollici può 
avere solo 198 ppi, quindi per i display Retina si pensa 
più a un salto verso risoluzioni ancora più alte come il 
4K 4096x3072 con 398 ppi. 

Negli smartphone, la grandezza degli schermi, risolu¬ 
zione e ppi sono in continuo aumento. Mentre le dimen¬ 
sioni degli schermi stanno salendo notevolmente, anche 
se non si dovrebbe andare oltre i 6,3 pollici del Samsung 
Galaxy Mega. Faranno la comparsa un numero cre¬ 
scente di display curvi e schermi dotati di Quantum 
Dot, che porteranno una vasta gamma di colori e una 
luminosità senza precedenti. Nel 2013 un certo nume¬ 
ro di smartphone ha raggiunto la risoluzione Full Hd 
1920x1080 con ppi da 400 a 468, e si pensa che nei pros¬ 
simi anni ci saranno ulteriori importanti miglioramenti. 
La nuova frontiera dei display è data dai dispositivi 
indossabili, che sono principalmente variazioni degli 
smart watch da polso, ma comprendono anche altri tipi 
di dispositivi come i Google Glass. Per gli smart watch 
il display gioca un ruolo molto importante e rappresenta 
una sfida per i produttori perché deve essere piccolo, 
sottile e con un’efficienza energetica in grado di garan¬ 
tire un’autonomia della batteria di almeno di un giorno, 
considerando che deve fornire immagini luminose in 
spazi aperti fortemente illuminati. Molti degli esistenti 
smart watch hanno un display da 1,6 pollici. Tuttavia, ciò 
che è interessante è la varietà delle tecnologie di display 
già presenti, tra cui un’apparizione inattesa del Mirasol 
di Qualcomm, un display che riflette i colori. Molti 
dei display sono transriflettenti, cioè possono usare la 
retroilluminazione o riflettere la luce ambientale, ridu¬ 
cendo quindi i consumi della batteria, e migliorando 
visibilità e leggibilità. 

I principali smart watch esistenti sul mercato hanno un 
display transriflettente LCD (Sony Smartwatch 2, con 
risoluzione di 220x176, 176 ppi e colori a 16-bit), un 
display transriflettente in bianco e nero a memoria LCD 
chiamato e-paper (Pebble, con risoluzione 144x168, 
176 ppi e colori a 1-bit), un display riflettente Mirasol 
(Qualcomm Toq, con risoluzione 288x192 e 233 ppi) e 
uno a colori OLED (Samung Galaxy Gear, con risoluzio¬ 
ne 320x320, 278 ppi e colori a 24-bit). 
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Switch e router 
rugged per reti 
locali strutturate 


Nelle reti locali mission-critical può essere 
determinante la scelta della strutturazione fra switch 
e router perché può fare la differenza nel rapporto 
Lucio Peiiizzari fra le funzionalità operative e i costi 



L e moderne reti locali sono spesso for¬ 
mate da domini più piccoli dentro ai 
quali i nodi possono interconnettersi 
fra di loro attraverso gli switch; se poi 
però vogliono interagire con gli altri 
domini della rete principale, allora c’è bisogno che questa 
abbia un router per gestire rinstradamento dei pacchetti. 
In effetti, oggi in molte reti locali e soprattutto in quelle 
ad alta velocità composte da più Virtual LAN, VLAN, si 
possono manifestare problemi di rallentamento dati anche 
a causa della non corretta strutturazione delle gerarchie. Il 
punto è che va sempre tenuta presente la differenza fra gli 
switch e i router ossia fra quegli apparecchi infrastrutturali 
che nel modello ISO/OSI (International Organization for 
Standardization / Open Systems Interconnection) sono defi¬ 
niti su due livelli diversi e precisamente al secondo e al terzo. 

Gestione strutturata 

Il modello ISO/OSI normalizza la struttura delle reti di tele 
comunicazioni a commutazione di pacchetto e definisce in 
totale sette livelli che sono: 1 - fisico (Physical Layer), 2 - 
collegamento (Datalink Layer), 3 - rete (Network Layer), 
4 - trasporto (Transport Layer), 5 - sessione (Session 
Layer), 6 - presentazione (Presentation Layer), 7 - appli¬ 
cazione (Application Layer). Ogni livello è caratterizzato 
da una modalità di interazione fra i nodi: il primo serve 
per dare forma elettrica o elettromagnetica agli 1 e agli 0, 
nel secondo ci sono i pacchetti dei bit con l’intestazione e 
poche segnalazioni di controllo, nel terzo si aggiungono 
nelle segnalazioni anche gli indirizzi di rete e la descrizione 
del protocollo, mentre nei successivi il livello di astrazione 
sale fino ad arrivare ai comandi utente delle applicazioni. In 
pratica, al secondo livello gli scambi dei pacchetti avvengo¬ 
no con le corrette temporizzazioni e un adeguato controllo 
degli errori, ma solo se il protocollo di comunicazione sia 



Fig. 1 - I nuovi switch rugged Aitech nelle 
versioni GU VPX, 3U VPX e XMC con a 
bordo fino a ventiquattro porte Gigabit 
Ethernet e due IO Gigabit Ethernet 

prefissato e uguale per tutti i pacchetti e l’indirizzamento 
sia già stabilito: svolgendo queste due mansioni, il terzo 
livello gestisce i trasferimenti di rete in modo tale che i 
livelli superiori ne siano indipendenti e possano liberamen¬ 
te occuparsi dei comandi più ad alto livello. 

Lo standard stabilisce, infatti, che i nodi possono scambiar¬ 
si informazioni solo se sono allo stesso livello e, inoltre, che 
i nodi dal secondo al settimo possono farlo solo utilizzando 
il Service Access Point (SAP) del livello immediatamente 
sottostante. Ciò significa che i nodi di terzo livello sono abi¬ 
litati a gestire i pacchetti di secondo livello mentre se una 
stringa di terzo livello arriva a un nodo di secondo questo 
taglierà tutti i simboli che non riconosce considerandoli 
errori di trasmissione e poi, se ci riesce, userà solamente 
il contenuto di secondo livello. In altre parole gli switch 
che sono di livello 2 lavorano molto velocemente solo se i 
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su ciascun dominio di rete. 
D’altra parte, è nelle applicazioni 
più critiche che questo approccio 
può diventare azzardato perché è più 
semplice e meno costoso realizzare reti 
locali di piccole dimensioni nelle diverse aree 
di una nave o di un aeroplano, dove possono con¬ 
sentire un’efficace gestione attraverso economici, veloci 
e affidabili switch ed è perciò che si è diffusa questa prassi 
fra alcuni costruttori. Tuttavia, con una gestione di livello 
2 non è possibile implementare algoritmi di filtraggio 
sull’ottimizzazione dell’occupazione di frequenza su tutta 
la banda, oppure algoritmi selettivi sulle Access Control 
List (ACL) sui quali si basano molte tecniche di sicurezza e 
protezione dati e perciò, se a questo livello transitano pac¬ 
chetti ripieni di simboli ridondanti non riconoscibili per lo 
scopo al quale sono assegnati, ecco che si ottengono sola¬ 
mente dei rallentamenti senza nessun miglioramento della 
qualità dei servizi in rete. Se si vogliono implementare fun¬ 
zioni di alto livello è necessario che vi siano apparati ad alto 
livello a gestirle e, per esempio, solo i router consentono 
di implementare funzioni capaci di permettere o rifiutare 
alcuni particolari tipi di pacchetti, ossia fare selezione in 
funzione delle applicazioni. 


Fig. 2 - Lo SwitchBox 
SMS-684 di Curtiss- 
Wright è sia switch sia 
router multiporta e consente 
di implementare e gestire reti 
LAIM rugged strutturate 


Fig. 3 - Eurotech DuraNET 40-10 è uno 
switch e router con fino a venti porte GbE 
e/o lOGbE e implementa funzionalità aggiunti¬ 
ve di sicurezza e protezione su dati e sistema 



pacchetti sono già predisposti con le medesime caratteri¬ 
stiche mentre ogniqualvolta ci sia bisogno di riconoscere 
protocolli e indirizzi allora è indispensabile aggiungere 
un router di livello 3. Di conseguenza, se una rete locale 
è formata da più reti virtuali allora succede che all’interno 
delle VLAN bastano gli switch mentre per collegarle e 
gestirle insieme occorre un router che svolga la funzio¬ 
ne di “routing inter-VLAN” e disponga delle interfacce 
dedicate per ciascun tipo di switch implementato. Invero, 
Cisco definisce le VIAN come “switched network” perché 
sono reti interconnesse con switch di livello 2 e dedicate 
ai gruppi di lavoro che usano gli stessi dispositivi con i 
medesimi protocolli. 

Tutte le VIAN, quindi, sono funzionalmente operative e 
indipendenti ma singolarmente gestibili e riconfigurabili 
da software purché vi sia preinstallato un solo protocollo 
supportato da tutti gli switch che ne fanno parte men¬ 
tre è solo al livello superiore che i router si possono 
occupare delle funzioni più evolute come il filtraggio a 
banda larga, gli algoritmi di sicurezza e la gestione globale 
del traffico dei pacchetti. La scalabilità strutturale di questo 
approccio, quindi, consente di calibrare le funzionalità in 
modo da adattarle alla tipologia delle singole reti e alle 
caratteristiche operative scelte ad alto livello per lo scam¬ 
bio delle informazioni come possono essere il protocollo 
più adatto oppure i parametri di sicurezza da ottemperare 


Switch e router rugged 

Aitech Defense Systems sviluppa tecnologie dedicate 
alle applicazioni militari, aerospaziali e industriali con 
severi requisiti di robustezza. La società ha ampliato la 
propria famiglia di switch Gigabit Ethernet con nuove 
versioni rugged nei formati 6U CompactPCI, 6U VPX, 3U 
VPX e XMC. I moduli C670 6U VPX hanno ventiquattro 
porte GbE e quattro 10 GbE, i moduli C680 3U VPX hanno 
ventiquattro porte Fast/GbE e due 10 GbE mentre gli 
M620 XMC hanno sedici Fast/GbE e due 10 GbE. Tutte 
le schede sono fomite in tre opzioni di robustezza con 
tolleranza — termica Commercial da 

0 a 50 °C, 


Fig. 4 - Per le applicazioni rugged a elevate 
prestazioni GE Intelligent Platform propone 
lo switch fabric module IBX400 InfiniBand 
con CPU Intel Core Y7 e GPU Nvidia Cuda 
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Westbase 


Fig. 5-11 router rugged multi-eanale 
Technology Goodmill w24e-R permette di realizzare reti 
strutturate con Ethernet, WLAIM e connessioni 2G, 
3G, LTE, COMA e Flash OFDM 


Rugged da -40 a 71 °C e Full Military da -55 a +85 °C. 
Curtìss-Wright presenta il nuovo SwitchBox SMS-684, in 
grado di sostenere fino a ventiquattro interfacce Ethernet 
10/100/1000 Mbps e fino a quattro porte in fibra ottica 10 
GbE-SR Questo modulo può gestire le interfacce di livello 
2 e di livello 3, è certificato MIL-C-38999 e integra procedu¬ 
re di auto-negoziazione e di filtraggio MDI/MDIX che ne 
agevolano Mattamente nelle reti locali sia come switch 
multiplo che come router per applicazioni specifiche. Tutte 
le funzionalità di bordo sono gestite dalla Freescale Power 
Architecture MPC8245 che integra a bordo 256 MByte di 
memoria Sram, 4 MByte di Flash e 128 MByte di memoria 
solida. 

Eurotech DuraNet propone il nuovo 10 Gigabit /1 Gigabit 
Multilayer Ethernet router e switch rugged DuraNET 
40-10 ottimizzato per la gestione delle reti strutturate IP 
LAN e WAN per applicazioni militari, aerospaziali e indu¬ 
striali nelle quali oltre alle elevate prestazioni sono fonda- 
mentali l’affidabilità e la robustezza. Il formato è 3U YPX e 
a bordo ospita fino a venti porte L2/L3 configurabili come 
GbE o lOGbE nelle quali sono gestite tutte le funzionalità 
di switching a livello 2 e di routing a livello 3 e, inoltre, sono 
eseguite alcune funzionalità aggiuntive di sicurezza ad alto 
livello grazie alla CPU Freescale QorlQ P4080 a core qua¬ 
druplo che contiene anche un Integrated Security Engine 
per la protezione dei dati e la sicurezza a livello di sistema. 
GE Intelligent Platforms ha realizzato lo switch 
fabric module IBX400 caratterizzandolo con un’archi¬ 
tettura rugged OpenVPX VTEA65 InfiniBand in formato 
6U molto adatta per sostenere le applicazioni di High 
Performance Embedded Computing come le Surveillance 
and Reconnaissance (ISR) Application. La scheda è pre¬ 
disposta per affiancarsi alla gemella GBX460 per reti 10 
Gigabit Ethernet e formare una completa piattaforma di 
rete ad alta velocità. Oltre alla tecnologia InfiniBand, a 
bordo dell’IBX400 si trovano un single-board computer 
con CPU Intel Core i7 e GPU Nvidia Cuda, una porta 
Gigabit Ethernet e i supporti per le schede PMC/XMC. 


Westbase Technology ha maturato nei suoi 
laboratori inglesi circa un quarto di secolo 
nella ricerca e sviluppo sui sistemi di comu¬ 
nicazione M2M in reti di connessione con e 
senza fili. Il nuovo router rugged multi-canale 
Goodmill w24e-R è certificato per l’uso nelle 
applicazioni militari e consente di instaurare 
reti locali strutturate configurando anche i livel¬ 
li di priorità e la qualità del servizio sul traffico 
di ciascun canale. Può interpretare e gestire 
tutti i protocolli di comunicazione più diffusi 
fra cui Ethernet e WLAN ma anche di tipo 2G, 
3G, LTE, CDMA e Flash OFDM e, inoltre, è in 
grado di reindirizzare il traffico sui canali dispo¬ 
nibili qualora vi siano interruzioni o malfunzionamenti. 
Westermo fa parte del gruppo svedese The Bejier 
Electronics ma conserva il marchio e l’impegno nello 
sviluppo dei sistemi di comunicazione dati a elevate pre¬ 
stazioni. La nuova serie di switch Lynx è ottimizzata per 
le reti dati industriali rugged nelle quali le applicazioni di 




Fig. 6 - Nella nutrita serie Lynx di Westermo ci sono 
switch e router rugged che consentono di realizzare 
reti locali strutturate per applicazioni industriali 


controllo automatico sono particolarmente mission-critical. 
Nella serie ci sono diversi moduli predisposti per montag¬ 
gio DIN e collegabili sia in fibra ottica sia con le interfacce 
seriali RS-232/485, tutti sono gestibili con il sistema opera¬ 
tivo WeOS che supporta le funzionalità YLAN e IGMP. Fra 
i numerosi moduli vi sono gli switch di livello 2 con quattro 
oppure otto porte per reti locali e anche i router di livello 3 
per Ethernet, tutti robusti e compatti con tolleranza termi¬ 
ca operativa da-40 a +70 °C e affidabilità MTBF dimostrata 
di 500mila ore. 
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HARDWARE 

OPEN SOURCE 


Il futuro deN’hardware 
open-source 


L’hardware open-source ha tutte le potenzialità per cambiare le regole del gioco del mercato elettronico 

Lynnette Reese 

Mouser Electronics 


li imprenditori, così come tutti coloro che sono 
impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie, 
tendono a privilegiare la via più semplice per 
raggiungere un determinato obbiettivo. Nel 
settore dell’elettronica questa è rappresentata 
dall’hardware open source (OSHW - Open Source Hardware). 
L’uso di questo tipo di hardware si va diffondendo in ambito 
commerciale e godrà sicuramente di un adeguato supporto, così 
com’è successo per il software open source: l’utilizzo di Linux in 
ambito embedded, l’uso del software gratuito Apache per Web 
server, che rappresenta la base di quasi la metà dei siti Web 
a livello mondiale e il sistema operativo Android, largamente 
adottato in un grandissimo numero di dispositivi mobili sono un 
esempio di applicazioni commerciale di software open-source. 
L’uso commerciale del software open-source (OSS - Open 
Source Software) era la base dei progetti embedded. I prodotti 
erano basati su un OSS ma i successivi sviluppi, quelli che non 
riguardavano il sistema operativo, non sempre sono stati condi¬ 
visi o, nel momento in cui c’è stata condivisione, questa è stata 
ritardata al fine di ricavare un vantaggio competitivo. 

Il futuro dell’hardware open-source appare promettente poiché 
l’open source è un modello collaudato, che ha avuto origine in 
ambito universitario ed è stato alimentato attraverso l’intera¬ 
zione, la condivisione e l’apertura rese possibili dai forum via 
Internet. L’hardware open-source permette di abbattere tutte le 
barriere fornendo la documentazione necessaria direttamente 
on-line, spesso da parte di persone non professioniste, e facendo 
leva su modalità abbastanza affidabili di supporto attraverso il 
lavoro di volontari e appassionati. L’hardware open-source sfrut¬ 
ta il lato sociale delle persone (e viceversa). 

Il software open-source ha sicuramente ricadute positive dal 
punto di vista commerciale. Un sistema operativo come Android, 
ad esempio, ha permesso a produttori di hardware per dispositi¬ 
vi mobili del calibro di Samsung e HTC di evitare di “reinventare 
la ruota”. Esso inoltre garantisce il medesimo aspetto e le stesse 


modalità di interazione (look-and-feel) su tutte le piattaforme, 
in modo da non costringere gli utilizzatori a dover studiare le 
caratteristiche un nuovo sistema operativo nel momento in cui 
acquistano un nuovo prodotto. Disponibile senza il pagamento 
di royalties, Android ha contribuito a ridurre il prezzo di vendita 
dei telefonini. I produttori di questi apparecchi, dal canto loro, 
traggono numerosi vantaggi dalla disponibilità di un sistema 
operativo affidabile come Android e molti dei volontari che col¬ 
laborato a questo progetto open source sono in realtà lavoratori 
dipendenti. 

I produttori di semiconduttori, dal canto loro, pagano o inco¬ 
raggiano volontari perché lavorino e contribuiscano ai progetti 
hardware open-source che contemplino l’uso dei loro proces¬ 
sori. Questa stessa modalità è adottata nei riguardi di Linux 
embedded: un processore su cui non gira alcun software non 
ha utilità alcuna e Linux non richiede il pagamento di alcuna 
royalty. Nel momento in cui cresce il mercato dell’hardware 
open-source, aumenta anche il numero dei “blocchi base” 
disponibili (sotto forma di shield, cape, booster pack o altri tipi 




Fig. 1 - RepRap è una stampante in grado di replicarsi 
che permette di sviluppare progetti realmente creativi 
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di schede di espansione). Gli appassionati di elettronica (in 
gergo nerd) hanno lavorato a progetti DIY (ovvero fai-da-te) 
come Heath Kits fin dagli inizi degli anni ‘40. Questi Heath Kits, 
destinati a chi si dilettava ad assemblarli in casa, hanno cono¬ 
sciuto una grande diffusione negli anni 70. Fisicamente i nerd 
si incontrano durante gli swapmeet (o mercatino delle pulci) per 
scambiare, vendere oggetti e scambiare idee. Questa comunità 
si è andata via via ampliando (e diversificando) e si incontra nei 
forum on-line e durante eventi quali SXSW o Maker’s Faire. 
Senza dimenticare che i più importanti cataloghi di elettronica, 
come quelli di Mouser, sono ora disponibili on-line. 

L’hardware open-source ha avuto origine in ambito accademico. 
Sia Arduino sia Raspberry Pi sono stati sviluppati per approfon¬ 
dire la conoscenza di alcuni aspetti dell’hardware embedded, 
in quanto l’accesso a questo tipo di hardware era abbastanza 
limitato, al contrario di quanto accadeva per il software. Al fine 
di generare interesse verso la componente hardware, i moderni 
hardware open-source si sono proposti come mezzi accessibili 
per la didattica in un settore dove ben poco era disponibile una 
volta terminata l’era degli Heath Kit. 


Un’integrazione differente 

Gli elevati livelli di integrazione che contraddistinguono gli 
odierni chip si pongono un obbiettivo simile, che è quello di for¬ 
nire soluzioni “già pronte”, in particolar modo quelle corredate 
da stack software già sperimentati e collaudati. L’accessibilità, 
in ogni caso, tende a essere ostacolata dalla carenza di docu¬ 
mentazione o di supporto facilmente fruibile dalla maggior 
parte degli utenti. Ciò è dovuto semplicemente al fatto che all’in¬ 
terno delle aziende non vi sono abbastanza risorse per assistere 
personalmente tutti coloro che si accingono ad affrontare una 
curva di apprendimento abbastanza ripida. L’hardware open- 
source contribuisce senza dubbio ad agevolare il superamento 
di tali ostacoli non solo mettendo a disposizione la necessaria 
documentazione al singolo utente, ma anche mediante forum di 
supporto. Questo tipo di hardware sfrutta l’aspetto “sociale” dei 
forum su Internet che permette di scambiare esperienze, infor¬ 
mazioni e consigli. I modelli di business commerciali tendono a 
sfruttare i vantaggi sociali di internet, concentrando la maggior 
parte degli sforzi sulle attività di marketing. Tutti coloro che 
hanno acquistato una scheda e completato uno o due progetti (a 


Tabella 1 - Confronto tra le principali caratteristiche di Galileo e Raspberry Pi 



Galileo 

Raspberry Pi (Model B) 

Dimensioni 
della scheda 

100 x 70 mm 

(con una piccolo sovrapposizione 
per il jack di potenza) 

85,60 x 56 x 21mm 
(con una piccolo sovrapposizione 
per la scheda SD) 

Processore 

Intel Quark XI000 - single core 

Broadcom BCM2835 - single core 

Descrizione 
del processore 

SFF, consumi molto bassi e costo contenuto, ideali per 
applicazioni “wearable” e loT (Internet of Things) 

Ideale per dispositive come smartphone, 

TV digitali ed eReader 

Architettura 

Intel classe Pentium 

ARM ARM1176 

Velocità 

400MHz 

700MHz 

Ampiezza set 
di istruzione 

32-bit 

32-bit 

Reai Time Clock 
(PTC) 

Si, è richiesta una pila a bottone da 3,3V 

IMo 

Cache 

16 KB LI cache 

32KB LI cache & 128KB L2 cache; 
condivisa con CPU 8 GPU 

RAM 

512KB on-chip SRAM per sketch Storage 
& 256MB DRAM per sketch Storage 

512MB SDRAM 
(condivisa con la GPU) 

Memoria Flash 

8MB NOR Flash (Legacy SPI) 
per il bootloader FW & sketch Storage 

Nessuna memoria flash 
permanente on-board 

EEPROM 

11KB 

No 

GPU 

IMo 

Coprocessore multimediale Dual-core VideoCore IV 
di Broadcom 

External Storage 

Scheda Micro-SD (fino a 32GB) 
e supporto per un drive USB2.0 esterno 

Scheda SD e supporto 
per un drive USB 2.0 esterno 

Supporto video 

IMo 

HDMI - lOSOp 

RCA (analogico), senza audio 

DSI* - per touchscreen 

Supporto audio 

IMo 

HDMI e jack uscita audio da 3,5 mm 

Compatibilità 

Arduino Shields compatibili con gli shield Arduino Uno 
Rev. 3 a 3.3V / 5V 

Scheda Arduino collegata mediante USB. Schede 
fornite da terze parti garantiscono il supporto per 
gli shield Arduino con Pi 

*DSI - Display Serial 
Interface 




EMBEDDED 53 • SETTEMBRE • 2014 


41 























HARDWARE 

OPEN SOURCE 


questo punto vai la pena segnalare che i “contributor” devono 
in ogni caso comprare i componenti per creare una piattaforma 
oppure acquistarne una già pronta) dispongono di conoscenze 
sufficienti per dare consigli ad altri utilizzatori, migliorare la 
documentazione esistente, identificare gli errori e suggerire 
correzioni. 

Una questione di brevetti 

La protezione dei brevetti è senza dubbio un’idea molto efficace 
per proteggere tutti coloro che si sono impegnati a dar forma a 
un’idea, oltre a istituire il concetto che le idee non sono gratuite. 
L’invenzione della ruota, attribuita ai Sumeri nel 3.500 a.C., è 
stato un momento molto importante nella storia dell’umanità; 
un eventuale brevetto su questa invenzione, se fosse ancora 
valido, avrebbe avuto effetti negativi sull’evoluzione tecnolo¬ 
gica. Un fenomeno come quello del “patent trolling” (ovvero 
quell’attività economica basata sulla registrazione generalizzata 
e indiscriminata del maggior numero possibile di brevetti, in 
modo da poter poi richiedere il pagamento delle relative royalty 



Fig. 2 - Galilea è una scheda a microcontrollore basata 
sull’application processor Intel Quark SoC XIOOO, un 
SoC di classe Pentium 


a chiunque utilizzi quelle tecnologie o quei metodi di produ¬ 
zione), da un lato sfrutta l’innovazione e dall’altro ne ritarda 
l’introduzione a danno di tutti. L’open source, invece, è libero 
e quindi non può stupire il fatto che è stato, e sarà in futuro, 
l’elemento catalizzatore della crescita di Internet e l’artefice 
della rivoluzione mobile che è ora, al pari della ruota, parte inte¬ 
grante della vita di tutti noi. In ogni caso, pur tenendo conto dei 
vincoli relativi ai processori brevettati e di tipo proprietario, il 
futuro dell’hardware open-source sarà nelle mani delle aziende 
di semiconduttori che ne sapranno sfruttare al meglio le poten¬ 
zialità. Anche il “grado di apertura” avrà la sua importanza. Lo 
sviluppo dell’hardware open-source sarà anche favorito dalla 
nascente e sempre più numerosa community dei Maker (che 


si può definire un movimento culturale contemporaneo che 
rappresenta un’estensione su base tecnologica del tradizionale 
mondo DIY; tra gli interessi tipici dei maker vi sono realizza¬ 
zioni di tipo ingegneristico, come apparecchiature elettroniche, 
realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D e così via) 
e da coloro che operano nel mondo accademico. Nel caso ad 
esempio dei progetti in corso di sviluppo in ambito medicale, è 
possibile vedere come gruppi di professionisti cercano di risol¬ 
vere problematiche legate all’ECG open source a basso costo 
e alle pompe per infusione, sempre a basso costo. Low-cost e 
tendenze che influenzano il mercato dei processori sono i due 
elementi che influenzano in misura maggiore l’hardware open- 
source. Basso costo significa in ultima analisi maggiore accessi¬ 
bilità, perché l’hardware non può essere condiviso liberamente 
come il software, in quanto implica, come accennato in prece¬ 
denza, il costo del materiale. Ma l’hardware open source è desti¬ 
nato ad aree non raggiunte dai tradizionali modelli di business, 
consentendo lo sviluppo di applicazioni prima impensabili in 
settori quali il medicale e la didattica. Ulteriori utilizzi di natura 
commerciale saranno introdotti dalle community dei Maker in 
settori molto diffusi come la moda e le arti, in quanto nel fai-da- 
te è intrinseco il concetto di creatività. Inoltre è verosimile che 
molti imprenditori utilizzeranno l’hardware open-source e, una 
volta ottenuto l’obbiettivo in termini di profitti, condivideranno 
le conoscenze acquisite. 

I produttori di semiconduttori stanno mostrando un certo 
interesse verso la realizzazione di processori per le cosiddette 
applicazioni “indossabili” destinate ai settori di mercato quali 
il fitness e la moda. Un capriccio può provocare un volume di 
vendite molto elevato, oppure ciò che può sembrare a prima 
vista una semplice comodità si può trasformare in qualcosa di 
cui non si può fare a meno. Si prendano ad esempio i cellulari 
con la fotocamera: essi sono divenuti da semplici strumenti a 
mezzi indispensabili per raccontare la cronaca di tutti i giorni. 
Gli attuali smartphone sono strumenti per il riconoscimento 
del viso, sistemi di identificazione e recupero di informazioni, 
stazioni di videoconferenza, dispositivi per lo smistamento degli 
infortunati in caso di disastri e molto altro ancora. 

Alcuni esempi pratici 

Per dare un’idea di delle potenzialità del concetto di hardware 
open-source è sufficiente prendere in considerazione in pro¬ 
getto RepRap (www.reprap.org) , un’iniziativa finalizzata allo 
sviluppo di una stampante 3D la cui elettronica è basata sulla 
piattaforma Arduino (Fig. 1). Con questa stampante in grado 
di replicarsi (ovvero in grado di produrre la maggior parte dei 
componenti necessari a realizzare un’altra stampante 3D) è 
possibile sviluppare progetti realmente creativi e sono dispo¬ 
nibili file open-source di oggetti tridimensionali che è possibile 
realizzare con questa stampante. 

L’hardware open source può essere considerato alla stregua 
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Fig. 3 - La stampa da cloud permette di gestire la stampa da qualsiasi applicazione web, mobile o desktop [ovvia¬ 
mente compatibili con Google Cloud Print] 


di un framework sul quale condividere idee, un crogiolo per 
miscelare le idee provenienti da diverse fonti di informazioni e 
dove sia gli utilizzatori sia i contributori sono persone con livelli 
di esperienza diversi. Con l’hardware open-source viene data a 
tutti la facoltà di occuparsi di elettronica e cercare di realizzare 
qualcosa di creativo. Intel di recente ha introdotto Galileo, una 
scheda equipaggiata con processore Quark SoC X1000 a 32 bit 
compatibile con gli shield Arduino Uno Rev. 3dal punto di vista 
sia hardware sia software. Ricca la dotazione di memoria che 
comprende 512 Kbyte di SRAM embedded e una Nor Flash 
da 8 Mbyte. Molti degli sviluppi relativi all’hardware open- 
source prevedono progetti nell’ambito delllnternet of Things 
(IoT) - che si può pensare come a una pluralità di oggetti che 
comunicano su Internet al fine di garantire maggiore efficienza 
e comodità alla vita di tutti i giorni. Un esempio è rappresentato 
dalle stampanti predisposte per il cloud - cloud printer (Fig. 2). 
Uno dei progetti sviluppati prevede l’uso di Raspberry Pi (in 
pratica un single board computer sviluppato dall’omonima 
fondazione, allo scopo di favorire l’insegnamento di base dell’in¬ 
formatica e della programmazione nelle scuole) unitamente 
alla piattaforma cloud di Google. La stampa da cloud permette 
di gestire la stampa da qualsiasi applicazione web, mobile o 
desktop (ovviamente compatibili con Google Cloud Print) 
eliminando la necessità di driver di stampa e di connessione 
della stampante al PC. In pratica la stampa può avvenire attra¬ 
verso un semplice movimento di “drag & drop”. Android 4,4 kit 


Kat include Google Cloud Print come servizio di stampa pre¬ 
installato. In tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche 
di Galileo e Raspberry Pi. 

Uno sguardo al futuro 

Gli anni a venire si preannunciano decisamente brillanti per 
l’hardware open-source. Nell’articolo si è già accennato ad alcu¬ 
ni progetti legati all’ambito medicale, come l’ECG open-source 
e le pompe per infusione a basso costo da utilizzare nelle aree 
più povere del pianeta. Decisamente interessanti le potenzialità 
della stampa 3D e dei file gratuiti per oggetti 3D, che è possibile 
fabbricare direttamente a casa. Un giorno i capi di abbigliamen¬ 
to avranno un link sull’etichetta che permetterà di stampare 
i bottoni di ricambio. Durante gli acquisti in un negozio, sarà 
possibile comunicare ai Google glass di stampare il compito 
di matematica dimenticato dal figlio (a) sulla stampante di casa 
connessa al cloud. L’hardware open-source e l’IoT sembrano 
destinati a divenire parte integrante della vita quotidiana. 

Il concetto di open source ha svolto un ruolo di primo piano 
nell’evoluzione tecnologica. L’hardware open source, dal canto 
suo, offre possibilità il cui limite è solo la fantasia. 

Note 

Ulteriori informazioni sui diversi kit hardware open-source - 
Arduino , Launchpad, Beaglebone e molti altri - sono disponibili 
sul sito www.mouser.com 
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ZigBee nei sistemi 
embedded 


Uno dei campi fondamentali nella progettazione di sistemi embedded è la comunicazione via radio. Gli standard 
maggiormente utilizzati sono Wi-Fi, Bluetooth e ZigBee, ognuno con le proprie caratteristiche in termini di 
velocità e consumo. Il protocollo analizzato in questo articolo, che rappresenta un buon compress, è ZigBee 


Maurizio Di Paolo Emilio 
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Upper layers 
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Zigbee 



Application 


1 protocollo ZigBee è stato progettato per l’uso 
in applicazioni embedded che richiedono un 
I basso rate di trasferimento dati ma soprattut¬ 
to bassi consumi. ZigBee consente di defini¬ 
re una wireless mesh network economica e 
autoconfigurant,e che possa trovare applicazione in vari campi 
tra cui il controllo industriale, la domotica e le telecomunica¬ 
zioni. ZigBee (Figg. 1 e 2) è una tecnologia wireless sviluppata 
come uno standard globale aperto, operante sulla specifica 
della radio IEEE 802.15.4 in banda di frequenza 2,4 GHz, 
900 MHz e 868 MHz. La specifica è un 
protocollo radio packet-based destinato 
a dispositivi a batteria. Il protocollo con¬ 
sente ai dispositivi di comunicare in una 
varietà di topologie di rete con durata 
della batteria pluriennale. Il protocollo 
ZigBee è stato creato e ratificato da 
aziende associate della ZigBee Alliance, 
di cui fanno parte oltre trecento prin¬ 
cipali produttori di semiconduttori, 
imprese tecnologiche, OEM e società 
di servizi. Il protocollo ZigBee è stato 
progettato per fornire una soluzione 
dati wireless facile da usare, caratteriz¬ 
zata da architetture affidabili e sicure. E 
stato progettato per la comunicazione di 
dati RF attraverso ambienti ostili, comu¬ 
ni in ambienti commerciali e industriali. 

Tra le principali caratteristiche del pro¬ 
tocollo ZigBee si segnalano: 
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Fig. 1 - Standard ZigBee 
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Fig. S - Architettura di ZigBee 


• supporto per più topologie di rete, 
tra cui point-to-point: 

• Mesh Network: tipo di rete imple¬ 
mentata con una wireless, decentraliz¬ 
zata, economica, adattabile e resisten¬ 
te, dal momento che ogni nodo deve 
solamente trasmettere un segnale al 
massimo fino al nodo successivo; 

• basso duty cycle; 

• bassa latenza; 

• Direct Sequence Spread Spectrum 
(DSSS): tecnologia di trasmissione 
a banda larga. Ogni bit viene tra¬ 
smesso con una sequenza ridondante 
(chipping code). Indicato per segnali 
deboli; 

• fino a 65000 nodi per rete; 

• crittografia AES a 128 bit per con¬ 
nessioni dati protette. 


44 


EMBEDDED 53 • SETTEMBRE • 2014 


















HARDWARE 

ZIGBEE 



Fig. 3 - Freme ZigBee 


Una componente chiave del protocollo ZigBee è la capacità di sup¬ 
portare networking mesh. In una rete mesh, i nodi sono intercon¬ 
nessi con altri nodi in modo che molteplici vie collegano ciascun 
nodo. Le connessioni tra i nodi vengono aggiornate dinamica- 
mente e ottimizzate attraverso sofisticate tabelle di routing mesh. 
Proprio per la tipologia dei servizi concessi, ZigBee è particolarmente 
indicato per tutti gli utilizzi che non richiedono grandi velocità di trasferi¬ 
mento dati, al massimo 250 kbit/s; trova quindi impiego in tutti gli appli¬ 
cativi riguardanti domotica, monitoraggio di impianti industriali, sensori 
posizionati su alberi rotanti, cioè in tutte le applicazioni che richiedono 
bassi consumi e bassi bit rate. 

Lo standard IEEE 802.15.4 (Fig. 3) permette l’uso opzionale della struttura 
di un superframe. Il formato del superframe è contenuto tra due messaggi 
di beacon spediti da quest’ultimo a intervalli regolari e programmabili. 
Questi beacon contengono informazioni che possono essere usate per il 
sincronismo dei dispositivi, per l’identificazione della rete, per descrivere 
la struttura dei superframe e per fornire la periodicità dei beacon stessi. 

ZigBee RF4CE 

L’introduzione di telecomandi di nuova generazione ha significato porre 
fine all’handicap di sistemi infrarossi (IR). Per esempio, non sarà più 
necessario puntare un telecomando a infrarossi collegato a un televisore o 
ad altri gadget elettronici (Fig. 4). 

Utilizzando segnali RF, gli utenti possono accedere e gestire i propri 
sistemi di intrattenimento da qualsiasi punto della casa. Per l’intratteni¬ 
mento domestico, il profilo ZigBee più emozionante è senza dubbio ZigBee 
RF4CE. Utilizzando la nuova tecnologia ZigBee RF4CE con la sua capacità 
di rete wireless ultra-low-power, sarà possibile progettare telecomandi 
con un consumo energetico molto affidabile. Originariamente sviluppato 
da quattro delle principali aziende di elettronica di consumo - Panasonic, 
Philips, Samsung e Sony - sotto il nome di RF4CE, è stato adottato 
dalla ZigBee Alliance ed è ormai diventato noto come ZigBee RF4CE. 
Possono essere individuati tre profili di ZigBee RF4CE: 

• dispositivi ZigBee per dispositivi di puntamento (ZID); 

• ZigBee 3D Sync per occhiali 3D e televisori; 

• ZigBee Remote Control (ZRC) per una vasta gamma di sensori. 
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ZID è stato sviluppato per Internet TV così come per touch pad, mouse, 
tastiere e dispositivi simili per l’utilizzo con una vasta gamma di computer 
portatili, televisori, set-top box e altri dispositivi elettronici. A differenza 
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Fig. 4 - Applicazioni ZigBee 


raggiungere una potenza ERP TX uguale a 0 
dBm, dando la possibilità di coprire un campo 
aperto di 70 metri. 

In commercio si trovano anche moduli ZigBee 
ad alta potenza, che includono un connettore 
SMA e soddisfano le normative europee EN 
300-228 ed EN-301-489 con alimentazione 
massima di 3.6 V. 

La famiglia MC1322x è la piattaforma 
ZigBee di terza generazione di Freescale, 
che incorpora un completo ricevitore di 
frequenza 2.4 GHz 32-bit basati su core 
ARM7, l’accelerazione hardware sia per 
l’IEEE 802.15.4, sia per la sicurezza AES 
e una serie completa di periferiche in un 
package LGA Platform (PiP) di 99-pin. 



Fig. 5 - MRFS4J40, schema a blocchi 


dei dispositivi a infrarossi, 
il profilo ZID permette ai 
consumatori di utilizzare i 
propri dispositivi a distanze 
maggiori o anche da un’altra 
stanza. Il design a rispar¬ 
mio energetico ZID ridur¬ 
rà notevolmente il numero 
totale delle batterie usate 
durante la vita del disposi¬ 
tivo. La ZigBee Alliance ha 
sviluppato ZigBee 3D Sync 
come uno standard globa¬ 
le che renderebbe la visua¬ 
lizzazione di video in 3D 
più conveniente, flessibile 
e divertente. Lo standard 
supporta frame rate del 
display variabile per garantire che lo standard possa 
essere utilizzato con le tecnologie di visualizzazione sia 
esistenti sia future. Inoltre, lo standard supporta moltepli¬ 
ci modalità di visualizzazione e regolazione tra 2D e 3D. 

Moduli ZigBee 

I moduli XTR-ZBl-xLI di Aurei operano nella banda ISM 
a 2.4 GHz e sono ideali per applicazioni a lungo raggio 
grazie alla possibilità di utilizzare i nodi della rete come 
ripetitori del segnale. Utilizzano una tecnica DSSS ridu¬ 
cendo le interferenze di altri segnali e può essere colle¬ 
gato a un microcontrollore esterno tramite un’interfaccia 
seriale che permette di inviare comandi per la gestione 
della rete e per la trasmissione di pacchetti di dati. 
I moduli XTR-ZBl-xLI sono costituiti da un’antenna PIFA 
(Planar Inverted F Antenna) che permette al dispositivo di 


La soluzione MC1322x può essere utilizzata per applicazioni 
wireless che vanno dalla semplice connettività point-to-point 
fino a configurazioni ZigBee mesh networking. MC1322x è 
progettato per fornire una soluzione altamente integrata con 
ottima capacità di elaborazione e basso consumo energetico. 
Le risorse MC1322x MCU offrono una potenza di ela¬ 
borazione superiore per applicazioni ZigBee. Un core 
ARM7TDMI-S 32-bit funziona fino a 26 MHz e una memo¬ 
ria FLASH di 128 Kbyte utilizzata per la gestione di dati. 
MRF24J40, invece, è un ricetrasmettitore RF a 2.4 GHz di 
Microchip il cui schema a blocchi è visualizzato in figura 5. 
Un sintetizzatore di frequenza è temporizzato da un cri¬ 
stallo di 20 MHz esterno e genera una frequenza di 2,4 
GHz (RF). Il ricevitore è un’architettura low-IF costituito 
da un amplificatore a basso rumore (LNA) e un mixer di 
conversione. 
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Supencomputen per 
applicazioni “retail” 


I nuovi SoC serie G embedded di AMD rappresentano una piattaforma ideale per diverse applicazioni nel 
settore delle vendite al dettaglio, un comparto senza dubbio interessante per i computer embedded 


Christian Eder 
Marketing director 
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O l supporto rivolto al singolo cliente, una neces¬ 
sità non solo per il singolo negozio ma anche 
per gli odierni supermercati, viene gestito 
sempre più spesso da sistemi informatici. Le 
applicazioni sono molteplici. I tradizionale car¬ 
telloni pubblicitari stampati vengono sempre più sostituiti 
dalla cartellonistica digitale interattivi (digitai signage). Su 
questi dispositivi le offerte speciali e le iniziative pubblicita¬ 
rie vengono aggiornate nel giro di pochi secondi, gestite in 
contemporanea e a livello centrale per migliaia di filiali di 
grandi catene di mercato. Esistono i primi casi di applica¬ 
zione, in cui computer mobili vengono installati sui carrelli 
della spesa, perché agiscano da veri e propri “consulenti” 
per gli acquisti e da sistema di navigazione airinterno di 
grandi superfici di vendita. I cartellini dei prezzi sugli scaf¬ 
fali vengono aggiornati elettronicamente, in sincronia con la 
pubblicità digitale e in connessione con il sistema di gestio¬ 
ne delle merci. Anche i sistemi di cassa sono collegati con 
i sistemi di gestione delle merci, in modo da applicare sem¬ 
pre i prezzi più aggiornati e per garantire in ogni momento 
una panoramica sulla giacenza effettiva delle merci. Anche 
le bilance sono in rete e per di più gestiscono in tempo reale 
diverse schermate, con utili consigli per il consumatore. 

Ridurre code e tempi di attesa 

Le prime applicazioni di casse self Service, anche se non 
ancora del tutto accettate, godranno in futuro di una più 
ampia diffusione con la progressiva introduzione di sistemi 
più moderni di gestione delle merci, come ad esempio quelli 
che prevedono Fuso della tecnologia RFID. Grazie a essa 
tutti i prodotti presenti nel carrello della spesa potrebbero 



Fig. 1 - System-on-Chip serie G embedded di AMD, di 
dimensioni pari a soli 24,5 x 24,5 mm® 


essere rilevati, senza la necessità di doverli deporre sul 
nastro trasportatore della cassa. Questa innovazione, oltre 
ad aumentare il grado di accettazione, contribuirà a far 
scomparire le code di attesa alle casse. Non solo gli acquisti, 
ma anche i resi, ad esempio, di bottiglie soggette a cauzione 
verranno gestiti tramite embedded computer. I dispositivi 
automatici di reso, che operano su grosse quantità di arti¬ 
coli, richiedono l’adozione di tecnologie di controllo, ad 
esempio per verificare le caratteristiche visive - quali il logo 
dei diversi sistemi di cauzione - oppure per pesare, compri¬ 
mere o depositare le bottiglie vuote. In questi casi si ricorre 
a diverse tecnologie: dalla “guida” grafica per gli utenti 
mediante touch-screen, che necessita di un controllo video 
veloce, fino all’analisi di dati video, che richiede un’elevata 
potenza di calcolo. Tutto questo deve avvenire nel giro di 
pochi secondi. 

L’acquisto diventa quindi sempre più un importante para¬ 
metro di differenziazione. Considerato nel suo complesso, 
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un moderno supermercato si può considerare alla stregua 
di un supercomputer collegato in rete. Senza i computer 
embedded che operano dietro le quinte, molte operazioni 
non sarebbero possibili. Tutte queste applicazioni richiedo¬ 
no sistemi di computer specializzati e ad elevata affidabilità, 
che devono operare nel mondo più efficiente possibile in 
termini energetici. I nuovi SoC serie G di AMD (Fig. 1), 
si distinguono per un ottimo rapporto tra prestazioni e 
consumi e un’elevata flessibilità di suddivisione del carico 
di lavoro tra CPU e GPU. Una soluzione di questo tipo è 
particolarmente adatto per applicazioni di controllo e visua¬ 
lizzazione sensibili ai costi come appunto quelle del settore 
delle vendite al dettaglio”. 

Moduli COM-Express 
per sistemi flessibili 

Per garantire le risorse grafiche e la potenza di calcolo 
richieste dalle varie applicazioni e per rendere disponibili le 
interfacce necessarie molto spesso si ricorre a moduli basati 
sullo standard “COM Express”. Per ogni applicazione viene 
sviluppata una carrier board “ad hoc” equipaggiata con una 
slot per il computer embedded disponibile sotto forma di 
modulo COM-Express. 

conga-TCG (Fig. 2) è una soluzione particolarmente inte¬ 
ressante: si tratta di un modulo COM-Express compatto, di 
dimensioni pari a 95 x 95 mm^ si può facilmente integrare 
nella singola applicazione. Il processore impiegato, il SoC 
serie G di AMD, integra CPU, chipset e funzioni grafiche su 
un unico chip. Contrariamente alla versione precedente con 
due chip, la nuova piattaforma SoC offre migliori prestazioni 
multimediali, maggiore potenza di elaborazione eterogenea 
e supporta per memoria con ECC. 

I nuovi SoC serie G di AMD sono disponibili nelle versio¬ 
ni dual e quad-core: essi sono basati sul nuovo core CPU 
“Jaguar” in tecnologia da 28 nm e sulla GPU Radeon della 
serie 8000 di AMD. Queste unità di elaborazione possono 
elaborare più comandi per ciclo di clock a velocità di clock 
più elevate, fornendo prestazioni decisamente più elevate: i 
benchmark effettuati hanno evidenziato che i SoC serie G 
di AMD, in confronto alla precedente generazione di APU 
serie G, prestazioni della CPU migliori in misura fino al 
113%. Anche gli acceleratori multimediali implementati in 
hardware sono stati migliorati: il nuovo Universal Video 
Decoder, ad esempio, offre nuove possibilità di codifica 
video basata sull’hardware. Tra le altre caratteristiche di 
rilevo da segnalare vi sono il perfezionamento del clock 
gating e il suo utilizzo nell’engine multimediale, in modo da 
ridurre ulteriormente l’assorbimento di potenza. 
conga-TCA prevede il controllo diretto da parte della GPU 
delle interfacce grafiche VGA, dell’LVDS a canale singo¬ 
lo/doppio a 18/24 bit, della DisplayPort 1.2 e della porta 
DVI/HDMI 1.4a, attraverso le quali possono essere gestiti 





Fig. 2 - conga-TCG è un modulo COM-Express con 
pinout di tipo 6 in formato compact - 95 x 95 mm® 

direttamente i due display indipendenti (Fig. 3). Attraverso 
la Display Port 1.2 viene supportato anche il multistream, 
per gestire in modalità daisy chain fino a due display per 
connessione grafica. Questo sistema è ideale per tutte le 
applicazioni con uso intensivo di grafica, come ad esempio 
quelle di digitai signage. L’unità grafica integrata Radeon di 
AMD con il Decoder Video Universal 4.2 permette di elabo¬ 
rare in maniera “fluida” video BluRay con HDCP (con riso¬ 
luzione 1080 p), video MPEG-2, HD e DivX-(MPEG-4), oltre 
a garantire il supporto di DirectX 11.1 e OpenGL 4. Grazie 
a OpenCL 1.1 è possibile trasferire sul processore grafico 
compiti onerosi in termini di elaborazione con elevato paral¬ 
lelismo. L’analisi dei dati video, ad esempio per la program¬ 
mazione OpenCL, può essere elaborata completamente e in 
tempi brevi dall’engine grafico, poiché tali compiti possono 
essere eseguiti benissimo in parallelo dalle numerose unità 
di esecuzione della GPU. Per applicazioni di questo tipo la 
GPU mette a disposizione le API OpenCL una potenza di 
calcolo fino a 256 GFLOP. 

Una soluzione prova di ventole 

Il basso fabbisogno di potenza dei nuovi SoC di AMD per¬ 
mette di evitare l’uso di ventole. In questo modo i sistemi 
diventano non solo più silenziosi, ma anche più affidabili, dal 
momento in cui non sono presenti componenti meccanici 
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Fig. 3 - Schema a blocchi di conga-TCG: la maggior parte delle funzioni è già integrata nel chip 


soggetti a guasti come le ventole. Durante i tempi di attesa 
dell’applicazione, che si verificano frequentemente proprio 
nel settore di vendita al dettaglio - nelle prime ore del mat¬ 
tino vengono rese, ad esempio, solo poche bottiglie vuote - 
vengono attivati sofisticati sistemi di gestione della potenza 
che hanno un impatto sicuramente positivo sui consumi. Lo 
Stato C6 della CPU “deep power down” è disponibile anche 
per Fengine” multimediale, per ridurre ulteriormente il 
consumo di corrente, senza penalizzare l’uso, dal momento 
che il computer richiede un tempo inferiore al millisecondo 
per commutare dalla modalità di risparmio energetico a 
quella di completa operatività. 

conga-TCG è senza dubbio una soluzione estremamente 
versatile. Attualmente congatec propone quattro processori 
x86 per la piattaforma SoC serie G di AMD: essi spaziano dal 
Dual-core GX-210JA da 1,0 GHz di AMD caratterizzato da 
un TDP di 6W al Quad-core da 2,0 GHz GX-420CA di AMD 
con TDP di 25W. La gestione della batteria del conga-TCG è 
integrata nel firmware e il board controller di congatec assi¬ 
cura la massima semplicità di implementazione in sistemi 
mobili, come ad esempio quelli che devono essere installati 
direttamente sul carrello della spesa. Aggiungendo anche lo 
smart battery manager conga-SBM3, possono essere usate 


fino a due batterie, per assicurare una maggiore durata di 
utilizzo. Nel caso venga adottato un sistema operativo con 
supporto ACPI, come ad esempio Windows o Linux, lo stato 
della batteria è subito disponibile senza ulteriori modifiche 
a livello software o firmware. Le telecamere, ad esempio, 
possono essere collegate tramite le quattro porte PCI- 
Express-xl oppure mediante le due porte USB-3.0. Tramite 
le otto porte USB-2.0 e le due porte COM seriali assicurano 
la massima flessibilità di espansione dei sistemi di cassa. 
Ulteriori porte COM possono essere generate tramite il bus 
LPC. Le memorie di massa vengono connesse tramite le due 
porte SATA a 3 Gbit/s oppure anche tramite l’interfaccia SD 
Card. L’interfaccia Gigabit Ethernet permette di connettersi 
con l’infrastruttura locale. Per poter garantire un’elevata 
sicurezza dei dati, ora richiesta in numerose applicazioni 
di digitai signage, conga-TCG può essere dotato di un chip 
TPM opzionale. 

Il board controller integrato di congatec, un microcontrollo¬ 
re indipendente della CPU, mette a disposizione numerose 
funzioni di monitoraggio del sistema, oltre a un watchdog 
timer a più stadi. In questo modo un sistema può effettuare 
un monitoraggio automatico e, ad esempio, in caso di errori 
software, forzare autonomamente un riavvio. 
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Sistemi OpenVPX al 
passo con l’evoluzione 
delle schede nugged 


L’architettura aperta dei sistemi OpenVPX favorisce l’integrazione dei sottosistemi per applicazioni specificai 
realizzati dai diversi costruttori e rende finalmente un po’ più versatili i sistemi rugged 


Lucio Pellizzari 


a YPX Marketing Alliance decise di far nascere 
lo standard VITA 46 (VPX) nel 2007 allo scopo 
di superare tutti i limiti riscontrati nel precedente 
VME e offrire al mercato un formato di riferimento 
che potesse durare nel tempo. Requisito inelut¬ 
tabile era la compatibilità con i VMEbus, allora diffusissimi, ma 
l’intenzione era quella di permettere l’implementazione di nuove 
interfacce e nuovi tipi di I/O, man mano che l’evolvere della 
tecnologia l’avesse reso necessario ed è perciò che VPX assunse 
almeno in parte già dall’inizio un’impostazione aperta, in modo da 
favorire l’aggiornamento delle caratteristiche funzionali. 

Le caratteristiche base di VITA 46 o VPX sono i due formati 3U 
e 6U e i connettori scheda a sette contatti capaci di garantire fino 
a 6,25 Gbps ai trasferimenti sui nuovi protocolli seriali come PCI 
Express, InfiniBand, RapidIO e 10 GbE, ma è anche prescritto di 
serie il supporto per i mezzanini PMC, FMC e XMC (PCI/Fpga/ 
Switched Mezzanine Card) e per i moduli compatibili VME64x e 
VXS. La prima variante che ne derivò è la ben più robusta VITA 
48 denominata VPX REDI, o Ruggedized Enhanced Design 
Implementation VPX e, in pratica prescrive le modalità di raffred¬ 
damento con o senza ventilazione, le caratteristiche dei materiali 
costruttivi e le tecniche di ridondanza sull’alimentazione neces¬ 
sarie affinché i sistemi funzionino anche in condizioni ambientali 
critiche. Più recenti sono le OpenVPX Systems Specification di 
VITA 65 che definiscono le regole per l’interoperabilità fra i modu¬ 
li di diversi costruttori e mirano a ridurre i costi tipicamente ele¬ 
vati necessari ogniqualvolta si cerca di far funzionare insieme più 
sistemi originariamente nati come custom. Ancor più attuali sono 
le norme VITA 68 (VPX Compliance Channel) che organizzano la 
banda di frequenza per consentire il supporto delle connessioni 
fino a 10 Gbps mentre sono appena state approvate le nuove nor¬ 
mative che intendono migliorare ulteriormente l’affidabilità e le 
prestazioni dei sistemi VPX compositi soprattutto nei collegamen¬ 
ti ad alta velocità in fibra ottica (VITA 66), a radiofrequenza (VITA 
67) e interspaziali (VITA 78 o SpaceVPX). Queste ultime stanno 



Fig. 1 - Il modula rugged VP780 Virtex-7 3U VPX di 
4D5P consente di realizzare sistemi FMC di acquisi¬ 
zione dati a elevate prestazioni comprensivi di tran- 
sceiver RF VITA 67 


uscendo dagli ambiti militari USA e cominciano a diffondersi pre¬ 
valentemente nell’avionica e nell’industria. 

La peculiarità dei backplane VPX è la versatilità di configurazio¬ 
ne che favorisce la convivenza fra moduli diversi e consente di 
realizzare sistemi ibridi multipli ossia formati da più sottosistemi 
ma privi di rischi di incompatibilità e di malfunzionamento che 
per le applicazioni embedded sono particolarmente nocivi perché 
intaccano l’affidabilità dei sistemi che è un requisito fondamentale 
dei prodotti rugged. I moduli OpenVPX devono quindi obbedire 
alle medesime regole hardware e software nonostante siano 
dedicati ad applicazioni specifiche, fomiti da diversi costruttori, 
realizzati con differenti caratteristiche d’interfaccia e sottoposti 
a diverse modalità di raffreddamento. Questi vantaggi diventano 
ancor più importanti al momento della connessione di ciascun 
modulo OpenVPX sull’apposito zoccolo del backplane VPX per¬ 
ché proprio al suo fianco vi si trova il secondo zoccolo per gli 1/0 
definibili dall’utente dotato di settantadue pin che possono essere 
liberamente configurati in modo da adattarsi alle interfacce pre- 
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senti nel modulo appena inserito e favorirne così l’interoperabilità 
con le interfacce degli altri sottosistemi presenti in tutto il resto 
del backplane. A tal scopo diventano cruciali i mezzanini basati su 
Fpga con i quali si possono progettare stadi d’interfaccia ed ela¬ 
borazione orientati alle applicazioni e caratterizzati dalla grande 
versatilità, non certo usuale nei sistemi rugged. 

Schede OpenVPX 

4DSP LLC sviluppa e produce schede elettroniche con siste¬ 
mi completi per applicazioni embedded Commercial Off The 
Shelf (COTS) per i settori militare, industriale, aerospaziale e 
medicale, solo in qualche occasione con la partnership di Texas 
Instruments. La scheda rugged VP780 Vìrtex-7 3U VPX consente 
di realizzare sistemi FMC di acquisizione dati a elevate presta¬ 
zioni compatibili con i supporti OpenVPX e VITA 67. A fianco 



Fig. 3 - Promette fino a ben 608 GFLOPs la scheda 
Ensemble HDS660S High Density Server in formato 
6U OpenVPX di Mercury Systems 


dell’FpgaXilinx Virtex-7 di bordo sono integrati 2 GB di memoria 
DDR3 espandibili fino a 10 GB e il supporto per un mezzanino 
FMC che consente di aggiungere diversi tipi di convertitori dati 
A/D e D/A, un coprocessore DSP, un transceiver RF oppure 
altre opzioni. Questa scheda è fornita anche nella versione FM780 
Vìrtex-7 XMC del tutto simile ma in formato XMC. 

Extreme Engineering Solutions, o X-ES, progetta e svilup¬ 
pa sistemi embedded soprattutto per il settore militare ma 
recentemente anche Commercial Off The Shelf per applicazioni 
industriali e telecom. Alla fine dell’anno scorso ha introdotto il 
nuovo modulo di elaborazione XPedite2470 basato su FpgaXilinx 
Vìrtex-7 in formato 3U VPX REDI ma disponibile anche nella 
versione XPedite2400 in formato XMC particolarmente adatto 
per l’acquisizione segnali multicanale. A bordo ci sono 4 GB di 
memoria DDR3L e 128 MB di Flash per l’Fpga e un processo¬ 
re Freescale QorlQ P1010 per l’elaborazione dei protocolli dei 
segnali. In dotazione vi sono il supporto per otto linee FMC, uno 
zoccolo per memorie solide MicroSD, un’interfaccia per otto linee 



Fig. 2 - La scheda di elaborazione VPX REDI 
XPedite2400 di Extreme Engineering Solutions basato 
su Fpga Xilinx Virtex-7 è ideale per i sistemi di acquisi¬ 
zione dati a elevate prestazioni 


PCI Express, due Gigabit Ethernet, una Fast Ethernet, due seriali 
RS-232/422/485 e una USB 2.0. 

Mercrny Systems progetta e sviluppa sistemi di elabora¬ 
zione dati a elevate prestazioni, soprattutto per il settore 
militare e poi anche per l’industria, l’avionica e la sicurezza. 
Recentemente ha presentato il modulo Ensemble HDS6602 
High Density Server in formato 6U OpenVPX con sopra due 
processori Intel Xeon E5-2648L v2 a dieci core con clock di 1,9 
GHz e 64 GB di memoria DDR3 ciascuno per un totale di 128 
GB. Le due CPU sono connesse con la tecnologia Intel Quick 
Path Interconnect e sono in grado di gestire le interfacce 
Ethernet e InfiniBand fino a 40 Gbps tramite il supporto PCIe 
Gen 3. Le prestazioni di picco dichiarate per le applicazioni 
Symmetric Multi-Processing arrivano fino a ben 608 GFLOPs 
(miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo) per 
entrambe le versioni VPX e VPX REDI della scheda. 



Fig. 4 - I nuovi Hybricon Fabric40 SU Gen3 6-slot 
Backplane di Curtiss-Wright Controls Defense 
Solutions per connessioni OpenVPX e VITA 68 a IO 
Gbps 
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Fig. 5 - Nei versatili 
backplane OpenVPX di 
Hartmann Electronic si 
possano trovare fino a 
otto slot applicativi e uno 
o due slot per la gestione 
a livello di sistema 



Backplane OpenVPX 

Curtiss-Wright Controls 
Defense Solutions è la divisione 
orientata all’elettronica militare e 
industriale di Curtiss-Wright. La 
linea di prodotto Hybricon com¬ 
prende svariati backplane VPX, 

VPX REDI e OpenVPX basati 
suH’innovativa tecnologia proprie 

taria Fabric40 che semplifica l’integrazione fra i protocolli ad alta 
velocità di recente generazione e consente di connettere anche 
le schede basate su VTTA46x e sui nuovi VITA 66 e 67. Il nuovo 
Hybricon Fabric40 6U Gen3 6-slot Backplane è stato pensato per 

supportare le interfacce 40 
GbE sui bus InfiniBand 
e offrire insieme al moto¬ 
re DSP Champ-AV9, alla 
scheda di controllo VPX6- 
6802 e all’SBC VPX6-1958 
una piattaforma OpenVPX 
rugged configurabile 
per le applicazioni a ele¬ 
vate prestazioni. Questo 
backplane supporta le con¬ 
nessioni VITA 68 fino a 
10 Gbps e ospita anche 
gli slot per le schede a 
radiofrequenza conformi a 
VITA 67. 

Hartmann Electronic, 

oggi parte del gruppo 
svizzero Phoenix Mecano, 
sviluppa e produce schede 



Fig. 6 - Pixus Technologies fornisce i backplane 
□penVPX con i supporti compatibili con le precedenti 
interfacce VME64x e con in opzione a bordo anche le 
nuove interfacce ottiche VITA 66 



Fig. 7 - Oltre a cinque slot 
VPX REDI i backplane SIE 
5-Slot I/O Plus 3U VPX Full 
Mesh hanno due ulteriori slot 
dove ospitare i moduli I/O per 
applicazioni custom 


e backplane per applicazioni embedded VME e CompactPCI e 
per i nuovi formati VPX e OpenVPX. Fra i nuovi moduli, BKP3- 
CEN09-15.2.17-3 ospita in formato 3U OpenVPX nove slot di 
cui otto sono per le schede applicative, mentre l’ultimo serve 
per una scheda di gestione. Le dimensioni sono quelle di una 
PCB da 128,5x228,16x5,4 mm e a bordo c’è anche una completa 
System Management Interface per l’indirizzamento dei segnali. 
Più grande è BKP6-CEN10-11.2.6-3, che ha dieci slot di cui 

otto applicativi e due gestiona¬ 
li e dimensioni circa doppie, 
ma stanno per essere intro¬ 
dotti ulteriori nuovi moduli 
OpenVPX in formato 6U con 
dodici e sedici slot rugged che 
possono essere interconnessi 
a stella, a maglia e anche in 
topologie ibride. 

Pixus Technologies sviluppa 
tecnologie per backplane, telai 
e supporti per connessioni 
industriali ad alta velocità e 
a elevata densità di segnali, 
laddove il grado di robustez¬ 
za offerto condiziona anche 
le prestazioni dei sistemi. I 
backplane OpenVPX per 
applicazioni aeronavali offrono 
anche la possibilità di connet¬ 
tersi con le precedenti interfacce VME64x, grazie alla opzionale 
riduzione della velocità sugli I/O da 6,25 Gbps a 5,0 e a 3,125 
Gbps. Questi backplane sono fomiti in formato 3U o 6U (VPX60) 
sia con 5 slot mesh (a maglia) sia con 6 slot, dove uno serve per 
ospitare i moduli 1/0 custom e, inoltre, sono già disponibili alcune 
versioni con a bordo un’interfaccia VITA 66 per le connessioni 
ottiche di nuova generazione. 

SIE è specializzata nel progetto e nella fabbricazione di armadi, 
backplane, interfacce e soluzioni custom, dapprima per i sistemi 
VME rugged e oggi per CompactPCI, xTCA, VME64x, VPX, 
OpenVPX e per tutti i nuovi fattori di forma mgged impiegati 
nelle applicazioni militari, industriali, medicali e nei trasporti. Per 
l’avionica ha sviluppato la linea di prodotto Air Transport Rack 
che produce solo su stabilimenti propri e offre un elevato grado 
di immunità alle escursioni termiche, all’umidità, alle vibrazioni, 
agli urti e alla polvere. I backplane 5-Slot I/O Plus 3U VPX Full 
Mesh hanno cinque slot VPX REDI che supportano 200W ciascu¬ 
no e possono essere configurati a maglia, ossia con connessioni 
dirette fra tutti e cinque i nodi e, inoltre, ci sono due ulteriori slot 
dello stesso formato che possono essere usati per ospitare schede 
I/O secondarie (daughter) per applicazioni custom gestite dalla 
tecnologia brevettata 1/0 PLUS, che si occupa dell’instradamento 
dei segnali. 
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Affidabilità e sicurezza 
nelle memorie rigide, 
solide e ibride 


Le memorie di massa possono essere rigide o solide, oppure accomunare entrambe le tecnologie e utilizzare 
algoritmi ridondanti per migliorare la sicurezza e la fedeltà dei dati 


Lucio Pellizzari 



a protezione dei dati è un problema tipico dei sistemi 
embedded dedicati alle transazioni finanziarie, ma 
* non è circoscritto alla mera salvaguardia monetaria 
perché contraddistingue anche tutte quelle applica¬ 
zioni nelle quali è indispensabile avere certezza di 
riscontro sull’attendibilità dei dati immagazzinati, sia in termini di 
affidabilità delle informazioni critiche in corso di utilizzo, sia sulla 
garanzia dell’effettiva cancellazione dei dati inutili i cui contenuti 
potrebbero rivelarsi pericolosi. Senza dubbio, oggi la protezione 
dei dati memorizzati e la cancellazione sicura sono parametri critici 
per determinare la qualità delle prestazioni di tutte le memorie, sul 
silicio e sui supporti magnetici o ottici. Oggi le memorie allo stato 
solido tipicamente flash o non volatili, più popolari nella forma di 
chiavette USB, sono disponibili in una varietà di piccoli formati e 
anche con le stesse interfacce dei dischi rigidi ai quali possono 
sostituirsi plug&play. Le memorie solide stanno conquistando sem¬ 
pre maggiori quote di mercato rispetto ai dischi rigidi, ma questi 
ultimi conservano la leadership in diversi settori e questo spiega 
perché recentemente sono apparsi molti annunci di dispositivi con 
entrambe le tecnologie. In realtà, le memorie elettroniche offrono 
una velocità decine di volte superiore nelle fasi di scrittura, lettura e 
cancellazione dati e questo è un indubbio vantaggio nelle applicazio¬ 
ni dove i tempi sono critici come nei sistemi militari o aerospaziali, 
che fruiscono anche della maggior robustezza delle memorie solide 
agli urti, alle vibrazioni o agli sbalzi termici rispetto ai dischi rigidi. 
D’altra parte la capacità di memoria degli hard disk è senza dubbio 
infinitamente maggiore e li rende più competitivi nelle applicazioni 
doVè importante anche il costo per bit. 


Cancelliamo? 

Un problema che affligge tutte le tecnologie di memorizzazione è la 
effettiva cancellazione dei dati affinché, innanzi tutto, non siano recu¬ 
perabili in alcun modo da chi non è autorizzato e, in secondo luogo, 
non abbiano la possibilità di scatenare virus latenti capaci di attivarsi 



Fig. 1 - Seagate integra nei suoi nuovi SSHD la tecnologia 
proprietaria Adaptive Memory che seleziona dal disco rigi¬ 
do i contenuti più frequenti e li trattiene nella Flash 


e propagarsi proprio dopo la cancellazione. Entrambi i problemi 
sono piuttosto critici soprattutto nelle applicazioni con informazioni 
sensibili, di qualsiasi natura esse siano, perché la procedura di can¬ 
cellazione standard basata sulla semplice rimozione delle intestazio¬ 
ni di tutti i record che contengono gli indirizzi dei dati lascia di fatto 
tutti i bit integri in memoria e questi possono quindi essere recupe 
rati o peggio rimanere senza controllo e quindi avere l’opportunità 
di attivare qualche algoritmo dormiente opportunamente nascosto. 
Affinché questi dati scompaiano definitivamente occorre riscrivere 
sopra tutte le celle che li contengono un’adeguata serie di zeri in 
modo da appiattire gli spazi di memoria, ma è compito del sistema 
operativo fare differenza fra la cancellazione non distruttiva e la 
cancellazione distruttiva, e saper attivare le procedure basate sulla 
stessa tecnica adoperata nella fase di scrittura anche per cancellare 
e, quindi, cambio d’intensità o fase se si tratta di una memoria elet¬ 
tronica, smagnetizzazione se si tratta di un disco rigido e raggi laser 
se si tratta di una memoria ottica. Tuttavia, soprattutto nei primi due 
casi va considerato che può esserci un certo “effetto memoria” nelle 
celle e quindi per ottenere una cancellazione davvero totale occorre 
ripetere più passaggi scrivendo successivamente, ad esempio, 
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prima tutti zeri, poi tutti uni e poi di nuovo tutti zeri. Per questo moti¬ 
vo, molte delle memorie utilizzate nei sistemi militari statunitensi 
sono spesso accompagnate da tecniche ridondanti, che si occupano 
di controllare che il grado di cancellazione dei dati corrisponda effet¬ 
tivamente a quando richiesto ogni volta dal sistema operativo, speci¬ 
ficando in un apposito registro il metodo di cancellazione utilizzato. 

Solid o Hard? 

Effettivamente sembra che il mercato stia premiando i Solid State 
Disk (SSD), perché offrono migliori prestazioni sia per la maggior 
velocità operativa sia per la superiore robustezza, che garantisce 
milioni di cicli di lettura/scrittura o cancellazione e una durata di vita 
assai più lunga rispetto ai dischi rigidi magnetici. Le attuali memorie 
non volatili, inoltre, grazie ai recenti progressi nelle tecnologie di 
fabbricazione che consentono di disegnare i transistor delle singole 
celle con geometria di riga sotto i 20 nm, sono proposte con den¬ 
sità di memorizzazione sempre maggiore e si trovano tipicamente 
sul mercato con 500 GByte di capienza, più che sufficiente per i 
moderni computer telematici mobili. D’altro canto, per le moderne 
Storage network che servono a immagazzinare renorme quantità 
di informazioni cloud disponibili a tutti dovunque nel globo sono 
ancora preferibili gli Hard Disk Drive (HDD) perché la maggior 
capienza (già orientata ai PetaByte) consente di organizzare i dati 
secondo i contenuti impiegando tecniche ridondanti che li rendono 
rintracciabili in mezzo agli altri più rapidamente. Inoltre, le basi dati 
delle SAN (Storage Area Network) si trovano in luoghi protetti dalle 
intemperie e dagli urti e perciò non è necessario che le loro memo¬ 
rie siano robustissime mentre è fondamentale che vi sia tutto lo spa¬ 
zio possibile per implementare algoritmi di sorveglianza sui virus, 
sugli attacchi degli hacker e sui malfunzionamenti di ogni sorta, 
comprese le tecniche di cancellazione sicura dei dati. La delocaliz¬ 
zazione dei centri di memoria dati e la duplicazione dei dati sensibili 
costituiscono una risorsa irrinunciabile per gli enti governativi e per 
molte grandi aziende perché consentono di recuperare rapidamente 
grandi quantità di documenti anche in caso di default di uno dei siti 
per catastrofe naturale, attacco terroristico o spionaggio industriale. 
Gli hard disk permettono di contenere i costi nella realizzazione 
delle basi dati multiple e sono quindi la scelta migliore per queste 
applicazioni. 

Ibridi 

La constatazione degli evidenti vantaggi di entrambe le tecnologie 
ha portato allo sviluppo degli SSHD (Solid State Hybrid Disk) o 
dischi allo stato solido ibridi che sono, in pratica, degli hard disk che 
però incorporano anche una memoria non volatile buffer dedicata a 
trattenere le informazioni prelevate più frequentemente. A gestire 
lo spostamento dei contenuti fra il disco rigido e la memoria solida 
è un apposito firmware incorporato nell’apparecchio che fa tutto in 
modo autonomo e indipendente sia rispetto al sistema operativo del 
computer host sia nei confronti dell’utente che non deve accorgersi 
di nulla. Questo approccio consente di realizzare dischi con capacità 
di memoria ben oltre il TByte ma con tutto ciò che serve raccolto in 



Qelivermg Speetf and Capiti^ 

HybridDrive 

HDD + NAND 

Fig. 2 - Il nuovo SSHD Advanced 
Format Toshiba MQOIABDIQOH 
unisce un HDD da 1 TeraByte 
insieme a una Flash Nand da 8 
GByte in soli 8,5” 


pochi GByte e quindi aumen¬ 
ta la velocità complessiva del 
disco che diventa anche più 
competitivo sul mercato per¬ 
ché unisce i vantaggi degli SSD 
e degli HDD. Questa è senza 
dubbio una buona soluzione 
non solo per le banche dati, i 
server e i centri di calcolo di 
ogni tipo, ma anche per tutti i 
computer di prossima genera¬ 
zione che secondo molti esper¬ 
ti analisti avranno bisogno di 
aggiornare continuamente la 
propria configurazione e le fun¬ 
zionalità software di bordo per 
tenere il passo con l’evolvere 
dei contenuti cloud reperibili in 
rete e, pertanto, avranno sem¬ 
pre più fame di velocità e capienza nella propria memoria di massa. 
Fra i primi a introdurre gli SSHD, Seagate ha sviluppato la tecno¬ 
logia proprietaria Adaptive Memory che si occupa di identificare 
in modo efficace e fedele i dati utilizzati con maggiore frequenza 
dall’utente. Quindi, li copia dal disco rigido alla memoria Flash Nand 
e li sorveglia per verificare che siano richiesti spesso o se occorre 
invece declassarli a un utilizzo più raro a causa dell’installazione di 
nuove applicazioni o per effetto di un cambio di abitudini da parte 
dell’utente. Questa soluzione riduce drammaticamente i tempi di 
avvio, caricamento delle applicazioni e risposta a livello di sistema ed 
è ideale per i computer dedicati alla videografica e alla multimediali¬ 
tà. Al CES di inizio anno Seagate ha presentato il suo ultimo modello 
di SSHD con le dimensioni di 2,5” adatte anche ai piccoli computer 
laptop dentro cui ospita un hard disk da 1 TeraByte capace di ruota¬ 
re a 7200 giri al minuto con a fianco 8 GByte di Flash e, inoltre, ha 
presentato anche nuovi SSHD con dimensioni appena maggiori da 
3,5” e capacità dai 4 TeraByte in su. Nel listino troviamo comunque 
disponibili due SSHD da 7 e 9,5 mm di altezza con capienza di 500 
GByte e 1 TByte e rispettive velocità di rotazione di 7200 e 5400 giri/ 
min, utilizzabili per i laptop e i desktop e perfettamente compatibili 
con le interfacce SATA già in uso per i dischi rigidi. Toshiba è fra 
i pionieri nello sviluppo delle memorie non volatili di tipo Flash 
NAND ed è anche fra i più importanti costruttori di hard disk ragion 
per cui ha fatto bene a decidere di perfezionare nei suoi laboratori 
le tecnologie SSHD e produrre i nuovi dischi ibridi MQOlABxxxxH 
con dimensioni di 2,5” ossia 6,5 cm e capienza di 320,500,750 GByte 
e 1 TByte. In questi prodotti è incorporata la tecnologia proprietaria 
Advanced Format con il Paragon Aligment Tool che serve a orga¬ 
nizzare le partizioni nel disco rigido per allinearle con i riferimenti 
del sistema operativo e migliorarne notevolmente le prestazioni. A 
bordo del modello di punta MQ01ABD100H troviamo un HDD da 
2,5” e 5400 rpm con 1 TByte di capienza, una buffer Nand Flash da 
8 GByte e un’interfaccia SATA da 6,0 Gbit/s. 
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MicroTCA. «4: 
un passo avanti verso 
la compatibilità 

Lo standard MTCA.4 favorisce il controllo remoto e la gestione in rete delle applicazioni industriali a elevate 
prestazioni e risolve ulteriormente i problemi di compatibilità fra i diversi costruttori 

Lucio Pellizzari 


o standard MicroTCA (Telecommunication 
Computing Architecture) ha già otto anni di vita ma 
continua a evolvere per continuare a consolidare il 
proprio ruolo di riferimento nelle connessioni ad alta 
velocità fra i sistemi a elevate prestazioni. In questi 
anni il PICMG (PCI Industriai Manufacturers Group) ha faticato 
non poco per aggiungere allo standard le nuove interfacce che nel 
frattempo si affermavano come ad esempio le seriali PCI Express, 
cPCI e SeriaIRapidIO oppure le attuali versioni di Ethernet alea 
10 Gigabit al secondo mentre nel frattempo sul mercato si sono 
diffusi svariati moduli frontali AMC (Advanced Mezzanine Card) 
e retrostanti RTM (Rear Transition Module) con caratteristiche e 
prestazioni che di volta in volta hanno dovuto adeguarsi alle novità 
introdotte variando ancor di più l’offerta e costringendo i sistemisti 
a tenersi sempre aggiornati sulle proposte dei costruttori. 

Tutto ciò ha spinto il PICMG a introdurre nel 2011 la nuova 
versione MTCA4 che si ispira alle schede MicroTCA custom rea¬ 
lizzate dagli ingegneri tedeschi che lavorano al sincrotrone DESY 
(Deutches Elektronen SYnchrotron) e che le hanno concepite 
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Fig. 2 - I moduli MCH Kontron AM4904/AM491 □ 
supportano i sistemi MTCA.4 con interfacce GbE, 
sRIO e PCIe per il primo e IO GbE per il secondo 



Fig. 1 - Elma fornisce i due nuovi supporti MicroTCA.4 
Chassis Platform-12 e MicroTCA.4 Crate-6 rispettiva¬ 
mente da 9U e 6U con dodici e sei slot AMC/RTM 


appositamente per le reti ad alta velocità impiegate nell’acquisizione 
dati e nelle comunicazioni fra i vari moduli del loro impianto. Due 
anni di sperimentazione finanziati dalla Helmholtz Association che 
gestisce ben diciotto centri di ricerca in Germania sono bastati 
per promuovere le novità tecniche che si sono dimostrate valide e 
inserirle nel nuovo MTCA4 ora disponibile. 

In pratica, si tratta di sostanziali miglioramenti nella gestione delle 
temporizzazioni e degli I/O che consentono di implementare 
applicazioni di controllo remoto più sofisticate e nel contempo 
semplificano la manutenzione e l’aggiomamento delle funzioni di 
comando. Infatti, introducono la possibilità di sostituire virtualmen¬ 
te le funzionalità di alcuni moduli per il tempo necessario a interve¬ 
nire in remoto per correggerne gli eventuali malfunzionamenti o 
per modificare alcune applicazioni e poi ripristinare prontamente 
l’attività senza interruzioni nella continuità di servizio. Nella nuova 
versione è stata anche perfezionata la Multivendor-Capability 
che permette di abilitare automaticamente le schede di qualsiasi 
costruttore purché naturalmente siano compatibili e si tratta di un 
beneficio fondamentale perché moltissime schede MTCA sono 
realizzate dai rispettivi costruttori con funzionalità dedicate ad 
applicazioni specifiche in quanto che ciascuna di esse esprime il 
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know-how conseguito da ciascuna società nello sviluppo di una 
particolare tecnologia. 

È tipico trovare schede di diversi costruttori negli slot dei rack 
MTCA e dovendo perciò consentire un controllo remoto ancor più 
sofisticato è stato necessario perfezionare gli automatismi d’instal¬ 
lazione e configurazione dei nuovi moduli MTCA4 sia fra quelli 
frontali sia fra quelli posteriori e anche fra gli uni e gli altri, ossia fra 
AMC e RTM, i quali possono persino avere caratteristiche termi¬ 
che del tutto diverse ed essere sottoposti a due differenti sistemi di 
ventilazione pur condividendo lo stesso shelf. Lo standard MTCA4 
prescrive 12 V di alimentazione e al massimo 80 W di consumo per 
ogni coppia di AMC e RTM ed è il Module Management Controller 
posto nell’AMC che verifica la compatibilità della sua controparte e 
ne gestisce i consumi e le temporizzazioni sugli I/O e sulle porte 
M-LVDS mentre il MicroTCA Carrier Hub (MCH) si occupa di 
gestire rinstradamento dei segnali fra i canali. 

Schede d’oltralpe 

La quarta generazione dello standard MCTA4 ha spinto i costrutto¬ 
ri a rilasciare nuove schede ma anche nuovi armadietti o rack con 
doppia alimentazione e ventilazione indipendente sui moduli fron¬ 
tali e su quelli posteriori e, inoltre, ha fatto sì che alcuni costruttori 
siano stati costretti ad aggiornare alcuni modelli già in produzione 
per poterli rendere compatibili con le nuove normative. 

Elma si dedica allo sviluppo di soluzioni avanzate per le piatta¬ 
forme embedded industriali fra cui armadi, rack, connettori e 
cablaggi. Per i nuovi sistemi MicroTCA4 ha recentemente intro¬ 
dotto due supporti caratterizzati dalla robustezza e dalla versatilità. 
MicroTCA4 Chassis Platform-12 è in formato 9U da 14”xl5,83” e 
può contenere dodici slot utilizzabili per altrettante coppie AMC/ 
RTM con doppia ventilazione indipendente per i frontali e per i 
posteriori, due alimentatori da 300W ciascuno e una connessione 
diretta GbE. MicroTCA4 Crate-6 è in formato 6U, ha un solo 


Fig. 3 - La nuova coppia di schede NAT-MCH-PHYS 
e NAT-MCH-RTM introdotta da N.A.T. per il formato 
MTCA.4 supporta 48 porte PCIe e 1B GbE 



Fig. 4 - MicroTCA.4-Cubes e MicroTCA.4-19”- 
Systems sono i due nuovi rack Schroff da 5U e 9U 
con rispettivamente 7 e 12 slot MTCA.4 
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Fig. 6 - Ha 12 slot AMC/RTM il rack per 
sistemi MTCA.4 che VadaTech fornisce con 
doppia ventilazione su due linee di MCH indi- 
pendenti 



Fig. ~7 - Il Power Supply Wiener MTCA.4 
lOOOW PS può alimentare fino a 16 sche¬ 
de da 12 Vdc e 8,4 A e altrettanti Digital 
Power Controller da 3,3 Vdc e 0,2 A 


Fig. S - Sviluppato per il DESY 
il modulo Struck SIS8325 
MTCA.4 Digitizer ha dieci 
canali ADC con risoluzione di 
16 bit e velocità di 250 MSps 


alimentatore da 320W e può ospi¬ 
tare sei coppie AMC/RTM anche 
qui con doppia ventilazione e con¬ 
nessione diretta GbE. 

Kontron recentemente ha aggior¬ 
nato i moduli MicroTCA Carrier 

Hubs AM4904/AM4910, aggiungendovi una gestione più sofistica¬ 
ta delle temporizzazioni sugli 1/0 sia frontali che posteriori in modo 
tale da poterne massimizzare le prestazioni nei sistemi MTCA4 
con fino a dodici moduli AMC/RTM, due unità di ventilazione e 
quattro moduli di alimentazione. A bordo di entrambi ci sono i 
supporti per GbE, sRIO e PCIe ma solo sul secondo c’è anche una 
porta 10 GbE. 

NAT. ha voluto esprimere con l’acronimo Networking, Automation 
and Technology la sua missione, rivolta allo sviluppo delle piattafor¬ 
me di comunicazione automatizzate fra i sistemi embedded basate 
sulle tecnologie più innovative fra cui MicroTCA La nuova coppia 
di schede composta dal frontale NAT-MCH-PHYS e dal retrostante 
NAT-MCH-RTM sfrutta efficientemente un unico slot MCTA4 per 
svolgere le mansioni di MCH nella gestione degli 1/0 di bordo fra 
cui ben 48 porte PCIe Gen 3 fino a 20 Gbps e 16 Gigabit Ethernet, 
oltre alle interfacce DisplayPort, USB 3.0 e GbE. L’unità centrale è 
Intel Core i7 con 4 GByte di memoria DDR3 e ci sono anche due 
zoccoli aggiuntivi per memoria solida MicroSD e per un ulteriore 
scheda PCIe MINI. Nuovo è l’alimentatore NAT-PM-AC600 con 
potenza di 600 W pensato per distribuire energia nei rack MTCA4 
con fino a 12 slot e completamente monitorabile e configurabile in 


remoto, comprese le funzionalità ridondanti. 
Schroff nella filiale italiana distribuisce i suoi 
cabinet, rack, backplanes, alimentatori e 
cablaggi per svariati ambiti applicativi indu¬ 
striali caratterizzati dalle elevate prestazioni 
fra cui cPCI AdvancedTCA e MicroTCA 
Per l’ultima versione MTCA4 ha introdot¬ 
to i nuovi rack 5U MicroTCA4-Cubes e 
9U MicroTCA4-19”-Systems che possono 
montare rispettivamente 7 o 12 slot per 
schede AMC e RTM e hanno entrambi 
doppia ventilazione hot-swap per le schede 
frontali e per le retrostanti. Per questi rack 
sono già disponibili moduli alimentatori in 
diversi formati, convertitori ac/dc e dc/dc 
e supporti per ogni tipo di scheda e, inoltre, 
specificatamente nei moduli posteriori viene 
inoltre aggiunta fra gli I/O anche l’interfac¬ 
cia I2C sempre utile per intervenire su taluni 
dispositivi. 

Struck Innovative Systeme recentemente 
ha rilasciato anche per il mercato industria¬ 
le la scheda modulare SIS8300 MTCA4 
Digitizer inizialmente progettata per i labo¬ 
ratori del DESY. Nella versione base ci sono 
dieci canali ADC con risoluzione di 16 bit e 
velocità regolabile da 10 a 125 MSps, due 
canali DAC con stessa risoluzione di 16 bit, 
quattro interfacce PCI Express e un Fpga 
Xilinx Vìrtex6 per la gestione a livello di 
sistema. La memoria buffer DDR3 può immagazzinare fino a 25 
Mcampioni per canale ma diventano 100 Mcampioni nella versione 
più potente SIS8300-L mentre nella più recente SIS8325 è la velocità 
di campionamento degli ADC a salire fino a 250 MSps. 

VadaTech per lo standard MTCA4 ha introdotto il rack VT811, 
provvisto di 12 slot AMC/RTM in formato 8U con doppia venti¬ 
lazione e alimentazione ridondante su due linee di MCH indipen¬ 
denti ma tutte provviste di porta di configurazione I2C. Sempre per 
MTCA4 il nuovo modulo AMC520 integra a bordo dieci canali 
ADC con risoluzione di 16 bit e velocità di 125 MSps e due canali 
DAC da 16 bit e 250 MSps. Per la gestione a livello di sistema c’è 
un Fpga Xilinx Virtex-6 che si occupa degli indirizzamenti fra le 
memorie QDR-II con bus da 36 o 72 bit e le periferiche fra cui GbE 
e PCIe x4 e x8. 

Wiener, oggi parte del gruppo svizzero Phoenix Mecano, ha intro¬ 
dotto il modulo di alimentazione MTCA4 1000W PS caratterizzato 
dall’elevata densità di potenza e dal basso rumore, che consentono 
di sostenere il fabbisogno di sedici canali da 12 Vdc e 8,4A ciascuno 
per le schede negli slot e altrettanti sedici canali da 3,3 Vdc e 0,2A 
per i moduli Digital Power Controller MTCA4 che si occupano 
della gestione elettrica a livello di sistema. 
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Strategia firmware per 
Hriternet delle Cose” 


Alcuni consigli utili agli sviluppatori per mettere in atto una strategia firmware che garantisca il successo 
in ambito loT 

David Kleidermacher 

Cto 

Green Hills Software 


Internet delle cose (Internet of Things - IoT) 
può essere definito come la rapida assimila¬ 
zione in Internet degli oggetti del mondo reale 
(tutto ciò che non è già un computer collegato 
in rete, come un PC o uno smartphone). Questa 
trasformazione è in forte accelerazione grazie alla disponibilità 
di sistemi di elaborazione digitale e di connettività wireless di 
dimensioni, peso, potenza e costi ultra-ridotti. Mentre i sistemi 
embedded esistono da quando esistono i computer, il mercato 
dei dispositivi IoT è relativa¬ 
mente nuovo, nel senso che 
il numero e i tipi di dispositivi 
connessi oggi nel mondo è 
solo una piccola parte di quel¬ 
li che si vedranno tra qualche 
anno. 

In questo articolo si inten¬ 
de fornire agli sviluppatori di 
dispositivi IoT, sia a quelli 
nuovi sia a quelli più esper¬ 
ti, una strategia firmware 
per garantire il successo in 
ambito IoT. Saranno definiti 
i principali strati dello stack 
firmware, i principali obiettivi 
o argomenti su cui concentra¬ 
re la propria attenzione che 
una strategia per lo sviluppo 
del firmware deve avere e, 
infine, una guida di alto livello 
per questi argomenti in fun¬ 
zione di ciascuno strato. 


Stack firmware 

• Nel definire una strategia firmware, è importante tener 
conto dei seguenti strati principali: 

• hardware/microprocessore; 

• esecuzione a run-time (sistema operativo real-time, hyper- 
visor e così via); 

• infrastruttura per la messaggistica Web. 
Tradizionalmente, per firmware si intende l’insieme del bootlo- 
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Fig. 1 - Microkernel e architettura monolitica a confronto 
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ader e del kernel del sistema 
operativo. Nonostante ciò, è 
praticamente impossibile svi¬ 
luppare una strategia firmwa¬ 
re di qualità senza prendere 
le corrette decisioni della 
scelta dell’hardware. Inoltre, 
nell’IoT, spesso l’esecuzione 
delle applicazioni è effettuata 
da accesso remoto piuttosto 
che in locale. L’infrastruttura 
per la messaggistica Web - la 
lingua franca delFIoT - deve 
quindi essere considerata 
parte integrante della stra¬ 
tegia firmware. Per quanto 
riguarda le applicazioni sof¬ 
tware, queste rimangono 
al di sopra dello strato del 
firmware, a prescindere che 
facciano uso di API locali o 
API web. 



Fig. 2 - Architettura di un hypervisor a microkernel per loT 


Obiettivi strategici 

• Una strategia firmware 

IoT dovrebbe includere i seguenti cinque obiettivi: 

• facilità di utilizzo/apprendimento; 

• utilizzo di standard, quanto più possibile; 

• sicurezza; 

• efficienza; 

• scalabilità. 

Va quindi data la preferenza a prodotti, protocolli e archi¬ 
tetture che gli sviluppatori meno esperti troveranno facili 
da imparare e da utilizzare. Il firmware è Fambiente in cui 
le principali risorse del cliente - gli sviluppatori - passano 
la loro giornata. Non vanno quindi sottovalutati i vantaggi a 
lungo termine di un’ottimizzazione quotidiana dello sviluppo, 
collaudo e manutenzione del firmware. L’impiego di protocolli 
e architetture conformi a standard aperti di mercato fornirà 
molti vantaggi, dalla disponibilità di una gamma più vasta di 
prodotti a disposizione a un gruppo più ampio di sviluppatori 
esperti. L’IoT comporta sfide impegnative per quanto riguarda 
la sicurezza e la privacy, e gli sviluppatori che non tengono 
conto della sicurezza già a partire dalle prime fasi di proget¬ 
tazione rischiano di vedere clamorosamente fallire il proprio 
progetto e, di conseguenza, di compromettere il successo 
della propria azienda. L’efficienza a run-time è poi un fattore 
critico per i dispositivi IoT, dal momento che sono spesso 
alimentati a batteria e dispongono di risorse limitate. La scala¬ 
bilità è inoltre un fattore che spesso viene sottovalutato; infatti 
i progettisti di dispositivi IoT devono prevedere l’integrazione 


del firmware selezionato a bordo dei diversi dispositivi e delle 
future generazioni degli stessi, al fine di salvaguardare gli 
investimenti futuri dell’azienda. Ora saranno esaminati più a 
fondo questi aspetti e la loro applicazione allo stack firmware. 

Hardware 

Esiste una grande varietà di architetture di microprocessori 
tra cui è possibile scegliere per un progetto IoT. Andranno 
preferite quelle che offrono un ampio insieme di strumenti di 
sviluppo. Bisognerà anche cercare un’architettura di elabora¬ 
zione che sia scalabile per la propria serie di prodotti e le loro 
successive generazioni. Ad esempio, ARM offre dispositivi 
che vanno da MCU di bassissima potenza a combinazioni di 
ARM/FPGA, fino ai processori per server cloud a 64 bit. 
Parte della strategia di sicurezza dovrebbe includere una 
root of trust di livello hardware (HW RoT) in grado di 
fornire un’inizializzazione sicura del dispositivo, una memo¬ 
rizzazione protetta delle chiavi e un generatore hardware 
di numeri casuali (RNG). Queste funzionalità forniscono 
la garanzia che un dispositivo IoT non possa essere ripro¬ 
grammato con un firmware dannoso, una memorizzazione 
delle chiavi sicura (cioè inattaccabile) per una migliore pro¬ 
tezione dei dati e una crittografia di elevata qualità. Funzioni 
HW RoT potrebbero essere già disponibili all’interno del 
microprocessore principale o invece essere fornite tramite 
un componente ausiliario, ad esempio un microcontrollore 
per smart card o un modulo SIM. 
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Un altro aspetto della scalabilità dell’hardware scelto è il sup¬ 
porto alla robustezza del software e del sistema; man mano 
che i dispositivi IoT diventano più complessi, l’unità di memo- 
ry management (MMU), la memoria virtuale e il supporto per 
la virtualizzazione dell’hardware assumeranno un’importanza 
sempre maggiore. 

Ancora a titolo di esempio, la nuova architettura ARMv8-R 
è stata la prima a offrire tutte e tre queste funzionalità in un 
design adatto a sistemi di elaborazione embedded e real-time. 

Esecuzione run-time 

Un RoT di livello hardware sarà del tutto inutile se convalida 
un sistema operativo insicuro. Per diverse ragioni, la scelta di 
una piattaforma di esecuzione run-time è fondamentale per la 
strategia del firmware IoT. 

Il kernel è responsabile per la gestione efficiente e sicura di 
tutte le risorse del dispositivo. Esistono molti kernel - CMX, 
FreeRTOS, uc/OS, MQX, RTXC, T-Kernel, tanto per citarne 
alcuni - che offrono servizi di schedulazione, multithreading 
e sincronizzazione, sui quali si possono realizzare sistemi IoT 
di base. 

Ciò che hanno in comune è però l’uso di API proprietarie e l’in¬ 
capacità di sfruttare al massimo l’elevata robustezza hardware 
di cui si è parlato. 

All’altra estremità della scala c’è Linux. Con la sua licenza 
open-source e la diffusa disponibilità di sviluppatori, middle- 
ware e applicazioni, Linux ha una posizione innegabilmente 
importante nella strategia run-time per l’IoT. Tuttavia, Linux 
ha problemi di scalabilità per i sistemi di più ridotte dimensio¬ 
ni, un’elevata interrupt-latency per il real-time e chiare limita¬ 
zioni per l’avvio istantaneo, mancando inoltre di un “pedigree” 


che ne garantisca la sicurezza che si vorrebbe avere in una 
strategia IoT a lungo termine. 

Tra questi due estremi dell’IoT c’è un punto intermedio ideale: 
i microkernel. Sistemi operativi monolitici universali, come 
Linux, contengono programmi di sistema - ad esempio stack 
di networking, file-system e driver per le periferiche - che 
condividono un unico spazio di memoria e sono eseguiti in 
modalità privilegiata. Ciò si traduce in un’elevata occupazione 
di memoria e in notevoli problemi di robustezza, come dimo¬ 
strato dalle diverse vulnerabilità presenti negli smartphone. 
Al contrario, un microkernel gestisce un insieme minimo 
di servizi e può operare su microcontrollori anche di basso 
costo, senza la necessità di MMU e con una ridotta occu¬ 
pazione dello spazio di memoria. Il microkernel supporta 
anche processi snelli di memoria virtuale che sono il futuro 
dell’IoT. L’esecuzione di middleware e di componenti appli¬ 
cativi in spazi protetti fornisce poi agli sviluppatori dell’IoT un 
ambiente molto più robusto e scalabile. La figura 1 illustra la 
differenza tra i due approcci, microkernel e monolitico. Per lo 
più, i recenti e principali sistemi operativi sono realizzati con 
architettura a microkernel e sono alla base praticamente di 
qualsiasi dispositivo elettronico, come ad esempio smartpho¬ 
ne, apparecchiature per l’avionica, dispositivi di rete e sistemi 
di controllo dei processi. Esempi di sistemi operativi basati su 
microkernel comprendono INTEGRITY, Neutrino e PikeOS. 
Difficilmente Linux oggi sarebbe monolitico, se fosse stato 
creato ai giorni nostri. Come Linus Torvalds dichiarò, più di 
20 anni fa: “È vero, Linux è monolitico, e sono d’accordo che 
i microkernel sono più belli. Dal punto di vista teorico (ed 
estetico) Linux perde la gara”. 

Ma la decisione di utilizzare un microkernel piuttosto che 

Linux non deve per forza 
essere esclusiva; una strate¬ 
gia firmware IoT ben fatta 
può sfruttare il real-time, l’in¬ 
gombro e la robustezza del 
microkernel, nonché i driver 
delle periferiche, il middle¬ 
ware e le applicazioni che 
Linux mette a disposizione. 
Questa felice coesistenza è 
possibile grazie a un sistema 
di virtualizzazione, illustrato 
in figura 2, come un ser¬ 
vizio messo a disposizione 
dal microkernel. Esempi 
di hypervisor microker¬ 
nel includono INTEGRITY 
Multivisor di Green Hills 
Software e alcune varianti 
del microkernel L4. 



Fig. 3 - Popolarità di WS - * e di RESTful Web Services a confronto 
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Fig. 4 - Una completa pila firmware loT 


Microkernel conformi a POSIX come INTEGRITY e Neutrino 
consentono ai programmatori di allocare sottosistemi softwa¬ 
re in partizioni standard aperte e di modificare facilmente 
l’allocazione dei sottosistemi tra il microkernel e Linux. 

Middleware per servizi web 

Includere il middleware per servizi web in un articolo sulla 
strategia firmware può apparire un tantino “blasfemo”, ma 
l’IoT sta cambiando il modo in cui vengono considerati i 
dispositivi. Grazie alla connettività onnipresente del cloud, 
le chiamate ai servizi remoti diventano le nuove chiamate ai 
servizi del sistema operativo. 

Sebbene molte soluzioni middleware consolidate, come 
CORBA, si siano inserite stabilmente nella dorsale informativa 
dell’IoT, i vincitori della gara sono due: WS - * (la famiglia di 
standard dei servizi web che comprende SOAP, WSDL e altri) 
e i servizi web RESTful. Semplificando un argomento com¬ 
plicato e controverso, WS -* è più diffuso nei sistemi azien¬ 
dali pre-IoT, mentre i servizi web RESTful fanno più presa 
in ambienti le cui risorse sono limitate. WS - * impone più 
regole su come definire i servizi web e trasportarli in Internet, 
mentre RESTful è più un approccio di tipo architetturale, che 
presuppone 1’esistenza di HTTP e poco più. 

Gli sviluppatori possono sviluppare rapidamente le interazioni 
RESTful con un semplice client HTTP sul dispositivo e un 


server web sulla rete. RESTful richiede una più ridotta infra¬ 
struttura software, meno consumo di risorse a run-time e un 
apprendimento più rapido, ma richiede un maggior coordina¬ 
mento tra i dispositivi IoT e i servizi cloud. Grazie alla relativa 
semplicità ed efficienza, RESTful sembra ben posizionata per 
diventare la scelta predominante nelFIoT. 

Alcuni studi e un rapido sguardo a Google Trends (Fig. 3) 
mostrano che l’interesse degli sviluppatori per le API RESTful 
è aumentato costantemente nel tempo, mentre SOAP ha 
lentamente perso terreno (http://www.goode.com/trends/ 
explore?hl=en-US#a=soap+api.+rest+api&cmpt=q) . 

La figura 4 combina l’intero stack firmware IoT in un’unica 
immagine, compreso il partizionamento sicuro dei vari com¬ 
ponenti dei servizi web, i sistemi operativi Linux guest (con i 
driver delle periferiche e gli stack di comunicazione, in questo 
esempio) e componenti nativi del microkernel, specifici per 
applicazioni in tempo reale o di sicurezza (security). 

Si sta attraversando un periodo estremamente intenso, in cui 
gli oggetti presenti sul web sono di gran lunga più numerosi 
delle stesse persone (in termini di PC e smartphone). Ma 
questo è solo l’inizio di un Internet dominato da oggetti intel¬ 
ligenti, capaci di migliorare le vite delle persone e di offrire 
incredibili opportunità agli sviluppatori di dispositivi IoT, in 
particolare a coloro che affiancheranno al proprio talento una 
strategia firmware efficace. 
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IDE avanzati 

per sistemi embedded 

multimediali 

L’evoluzione dei sistemi embedded, che ha favorito l’integrazione di interfacce utente avanzate, richiede 
il supporto di ambienti di sviluppo avanzati, che permettono di generare applicazioni ottimizzate per il 
sistema target 


Lars Knoll 

Cto 

Digia, Qt 

a natura dei tool di sviluppo per sistemi embedded 
sta cambiando rapidamente. Il termine “embed¬ 
ded” deriva dal fatto che i computer venivano 
inclusi airintemo delle apparecchiature con un’in¬ 
terfaccia utente minimale (o addirittura assente). 
Nella migliore delle ipotesi questi computer disponevano di un 
display a due righe e qualche pulsante. Nel momento in cui questi 
sistemi sono diventati più sofisticati i limiti di questa interfaccia 
minimale sono divenuti via via più evidenti; per questo motivo 
i produttori hanno cercato di realizzare schermi più ricchi di 
funzioni grafiche basate su interfacce utente che permettessero 
di visualizzare un numero maggiore di funzioni attraverso una 
serie di menu e pagine. 

Oggi, l’interfaccia utente non è solo parte integrante del sistema, 
ma rappresenta spesso uno dei punti di forza di un prodotto. 
Elettrodomestici e sistemi di infotainment per autoveicoli stanno 
utilizzando in misura sempre maggiore display tattili di grandi 
dimensioni, che permettono di evidenziare non solo le capacità 
grafiche, ma anche la velocità di risposta del software e del siste¬ 
ma operativo. Un’interfaccia grafica ricca di funzioni multimediali 
non deve essere solo funzionale ed efficace; anche l’aspetto deve 
essere accattivante, fatto questo che può richiedere l’aggiunta di 
animazioni sofisticate per avere uno sfondo attivo o per passare 
tra le varie modalità di visualizzazione e i diversi menu. 

Un software più complesso 

La possibilità di poter realizzare un aspetto più accattivante è in 
parte favorita dalla maggiore disponibilità e dalla riduzione dei 
costi dei processori a 32 bit ad alte prestazioni, spesso dotati di 


eseguire un thread (ovvero una parte di un processo) al posto 
della CPU principale, che può quindi dedicarsi a compiti quali la 
gestione di eventi real-time e l’elaborazione dei dati. È ovvio che 
i componenti di elaborazione aggiuntivi tendono a complicare il 
processo di sviluppo, poiché i progetti ora sono intrinsecamente 
di natura multiprocessore. 

La presenza di più processori non genera solo una maggiore 
complessità a livello software. Quando l’interfaccia utente era 
basata su un albero di menu di testo, la costruzione di un insieme 
di finestre di dialogo era relativamente semplice. Presentate su 
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un display testuale a una o due righe, i dialoghi erano di natura 
modale e le informazioni potevano essere presentate e recuperate 
in modo strutturato. Le odierne interfacce, ricche di oggetti gra¬ 
fici, richiedono un approccio molto più dinamico, generalmente 
basato su un ciclo di gestione degli eventi e richiede un approccio 
di tipo multithreading per non bloccare l’interfaccia utente. 

Gli aggiornamenti effettuati dall’utente possono avvenire prati¬ 
camente in qualsiasi momento e possono provenire da diverse 
fonti. Ad esempio, un sistema di tipo tattile può non solo accettare 
semplici pressioni di tasti virtuali e scorrimenti, ma potrebbe 
richiedere il riconoscimento di una varietà di azioni che assumo¬ 
no significati differenti a seconda dell’applicazione attiva in quel 
momento. Questi gesti possono essere analizzati dal software in 
esecuzione sul processore principale o fornito da un dispositivo 
dedicato e munito di interfaccia tattile. Indipendentemente dalla 
fonte, le azioni o gli altri ingressi devono essere elaborati e inviati 
immediatamente al processo corretto. 



è necessario un certo numero di elementi: driver grafici al 
processore di visualizzare i pixel su un display collegato, librerie 
di immagini, video e audio, e tool per la progettazione dell’inter¬ 
faccia, così che anche uno sviluppatore poco esperto in program¬ 
mazione possa realizzare interfacce accattivanti. Questi requisiti 
non sono sempre alla portata di un programmatore che lavora in 
autonomia. Questi problemi vengono ulteriormente complicati 
dalla necessità di avere un flusso di lavoro efficace e un ambiente 
di cross-compilazione che possa fornire i file binari eseguibili al 
target embedded. Ciascun ciclo completo di sviluppo, compila¬ 
zione, linking, flashing e collaudo richiede un tempo significativo. 

L’importanza della connettività 

La connettività è un altro elemento importante nello sviluppo di 
molti sistemi embedded odierni. Questi richiedono non solo la 
capacità di trasferire dati in Internet, ma anche di memorizzare 
e manipolare dati strutturati che devono essere sincronizzati 
dai server basati su cloud. Sistemi di interrogazione su database 
come SQL e le tecnologie web associate - XQuery e JSON, ad 
esempio - garantiscono la connettività richiesta con le fonti di dati 
Online. Si tratta in ogni caso di moduli aggiuntivi che gli sviluppa¬ 
tori di sistemi embedded devono realizzare nel target. 

Realizzare tutto quanto esposto a partire da componenti di basso 
livello, è un’operazione proibitiva per qualsiasi progetto embed¬ 
ded. Pertanto, la scelta corretta di uno stack software contenente 
tool e framework di più alto livello per la creazione dell’interfaccia 
utente, l’installazione e il collegamento in rete del dispositivo, è 
una delle decisioni più importanti da prendere in un nuovo proget¬ 
to embedded. I requisiti dello stack software vengono poi utilizzati 
come dato di partenza per la scelta dell’hardware. 

L’importanza di Linux 

Ambienti software realizzati sfruttando un framework Linux si 
sono rivelate piattaforme efficaci per lo sviluppo di sistemi embed¬ 
ded. Essi comprendono Android - originariamente sviluppato 
da Google per telefonini e tablet, ma oggi sempre più utilizzato 
anche negli impianti industriali - e distribuzioni Linux per sistemi 
embedded come Yocto. Queste piattaforme supportano interfac¬ 
ce grafiche tridimensionale come OpenGL - utilizzata nella mag¬ 
gior parte dei giochi per computer e telefonini - nonché funzioni 
di rete, come HTTP e TCP/IP. Esse devono comunque essere 
assemblate e rese accessibili allo sviluppatore. 

Un IDE efficace per agevolare 
il flusso di lavoro 

Gli ambienti di sviluppo integrati (IDE, Integrated Development 
Environment) si sono evoluti per gestire in maniera efficace la 
crescente complessità delle piattaforme e “nascondere” la com¬ 
plessità agli sviluppatori di applicazioni. Negli ambienti desktop 
e mobili sono state introdotte un numero di tecnologie tese a 
facilitare lo sviluppo di interfacce utente ricche di animazioni che 
possono essere utilizzate anche in ambiente embedded. 
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Un aspetto importante per IDE di questo tipo è il supporto per 
entrambi gli ambienti desktop ed embedded. Ciò permette di 
sviluppare buona parte della logica dell’applicazione e dell’inter- 
faccia utente direttamente nell’ambiente desktop in modo nativo e 
successivamente effettuare il trasferimento nel target embedded 
per il collaudo delle prestazioni e quello finale. Man mano che 
nell’ingegneria del software si tende a utilizzare processi di svilup¬ 
po più snelli, la disponibilità di un flusso di lavoro che consenta 
di effettuare prototipazioni rapide diventa importante anche nello 
sviluppo di sistemi embedded. 

Tecnologie come frame buffer virtuali, che emulano l’interfaccia 


sul target della macchina desktop, garantiscono che immagini e 
animazioni funzionino in modo efficace sul display target senza 
generare ritardi imputabili alla necessità di effettuare operazioni 
di flashing e di collaudo sul target effettivo. Lo sviluppo di inter¬ 
facce utente basate su desktop consente di realizzare prototipi in 
tempi rapidi con i quali è possibile effettuare test di accettazione 
da parte di i potenziali clienti e utenti per accertarsi della validità 
commerciale del prodotto. Un altro elemento importante per lo 
sviluppo cross-platform è la disponibilità di una API coerente, 
fornita dalle librerie Qt open-source. Nel corso di oltre un decen¬ 
nio, Qt ha realizzato una gamma di codice sorgente (codebase) 
multipiattaforma, collaudata da tempo e ottimizzata per diversi tipi 
di target - desktop, mobili ed embedded. La tecnologia Qt è stata 
utilizzata non solo nei telefonini, ma anche nelle apparecchiature 
di tipo medicale, nei decoder per TV e nei sistemi di infotainment 
e cruscotti per autoveicoli. 


Qt Creator 

Un esempio di IDE che supporta lo sviluppo di sistemi embed¬ 
ded multimediali è Qt Creator, parte integrante dell’ambiente 
Qt Enterprise Embedded di recente introduzione. Qt Creator 
semplifica il passaggio tra l’esecuzione in locale sul desktop 
dello sviluppatore e l’installazione sul target finale - abbrevian¬ 
do il ciclo di scrittura-compilazione-debug - e integra funzioni 
di debug del dispositivo affinché gli sviluppatori possano avere 
accesso alle stesse funzioni di debug sia nell’ambiente locale 
sia sul target. Al top di Qt Creator è disponibile un intero 
framework per realizzare applicazioni embedded a forte con¬ 
tenuto grafico, scegliendo tra una 
gamma di tecnologie che variano 
da quelle web come HTML5 a 
linguaggi nativi ad alte prestazioni 
come C++. HTML5 è ampiamente 
utilizzato da sviluppatori di inter¬ 
facce utente e di applicativi ricchi 
di contenuti multimediali. Il lin¬ 
guaggio JavaScript è basato sul 
concetto di interfacce guidate dagli 
eventi che fanno largo uso di fun¬ 
zioni di richiamo e può essere più 
intuitivo del C++ per questo tipo di 
sviluppo. Tuttavia, HTML5 richie¬ 
de in genere un elevato consumo 
di risorse e non è sempre possibile 
ottenere un comportamento “flui¬ 
do” dell’interfaccia utente. 

Qt Enterprise Embedded Integra 
la tecnologia Qt Quick, espressa- 
mente progettata per realizzare 
interfacce utente ad alte presta¬ 
zioni e di semplice utilizzo. Essa 
utilizza librerie native di C++ e di 
OpenGL ES per trasferire l’esecuzione del rendering sulla 
GPU e su un thread separato nella CPU. Per lo sviluppatore, Qt 
Quick mette a disposizione QML, un linguaggio dichiarativo di 
alto livello, che assicura un rapido ciclo di sviluppo e facilita la 
collaborazione con i progettisti delle interfacce utente. 
Ulteriori estensioni all’ambiente Qt Enterprise Embedded 
comprendono un ampio supporto per il linguaggio SQL. Ciò 
permette il collegamento a entrambi i database, locale e di rete, 
attraverso le normali interfacce web-oriented come XQuery 
e JSON. Vista l’ampia gamma di scelta di tecnologie per un 
ambiente multimediale di questo tipo, Qt Creator offre un’in- 
frastruttura che permette di realizzare editor personalizzati, 
al fine di consentire alle aziende di creare sistemi di sviluppo 
conformi alle specifiche scelte tecnologiche, facilitando una 
migrazione senza problemi verso lo sviluppo di applicazioni 
embedded avanzate. 


AMBIENTE Ol SVILUPPO 
Q[ ENTERPRJSE EMBEDDED 
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Fig. 1 - Qt Enterprise Embedded è la soluzione proposta da Digia per lo sviluppo 
di sistemi embedded 
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di sviluppo embedded 

Un sistema embedded è identificato come quel dispositivo elettronico di elaborazione a microprocessore 
progettato per una particolare funzione. I progettisti utilizzeranno compilatori, assembler, debugger e tutto 
una serie di suite per lo sviluppo sia software che hardware di sistemi embedded 


Maurizio Di Paolo Emilio 


O sistemi embedded (Fig. 1) rappresentano 
sottosistemi di elaborazione delle informa¬ 
zioni integrate in un sistema più sofisticato, 
come parte di un sistema più grande che 
determina in gran parte la sua funzionalità. 
Molti apparecchi che dispongono di un’interfaccia digita¬ 
le - microonde, videoregistratori, macchine - utilizzano 
sistemi embedded. Alcuni di essi includono un sistema 
operativo, altri sono molto specializzati per essere imple¬ 
mentati come un unico programma e possono includere 
software reai time. Diverse funzioni possono essere 
individuate: lettura dati da sensori di ingresso per poi 
essere elaborati, generazione e trasmissione comandi 
agli attuatori, analisi dati. 

Sviluppo embedded 

I progettisti di sistemi embedded utilizzano compilatori, 
assembler e debugger, ma possono far riferimento, per il 
design, anche a programmi più specifici, quali: 

• un in-circuit emulator (ICE): interfaccia per micro- 
processore per effettuare velocemente il debugging del 
codice; 

• MathCad o Matematica per simularne la matematica 
nell’ambito dei sistemi che utilizzano DSP (Digital Signal 
Processor); 

• compilatore e linker particolari che ne ottimizzano 
l’hardware. 

Un sistema embedded può avere un proprio linguaggio 
specifico o programma di sviluppo, oppure offrire migliora¬ 
menti a un linguaggio esistente. La complessità crescente 


dei sistemi implica un supporto hardware (BSP o Board 
Support Package) per semplificare l’integrazione con il 
software e l’ambiente operativo. 

I programmi per la generazione del software possono 
avere provenienza diversa: 

• Tool Open Source 

• Tool per PC 

• Compagnie produttrici 

In ambito software, una toolchain è l’insieme dei program¬ 
mi (tool) usati nello sviluppo di un prodotto. I tool possono 
essere utilizzati in catena, in modo tale che l’output di eia- 
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Fig. 1 - Sistema Embedded 
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Fig. 2 - CodeWarrior 


scun tool rappresenti l’input 
per il successivo. Il termine è 
comunque utilizzato in manie¬ 
ra più estesa per riferirsi, 
più in generale, a qualunque 
insieme di tool di sviluppo 
collegati tra loro. 

Gli strumenti di sviluppo 
disponibili in ambiente GNU/ 

Linux sono costituiti da una 
toolchain nativa, che viene 
eseguita sulla workstation e 
genera codice per quella wor¬ 
kstation, di solito x86. 

Per lo sviluppo di sistemi 
embedded, la disponibilità 
e l’utilizzo di una toolchain 
nativa è impossibile in molti casi e comunque ben poco 
interessante in quanto: 

• il target dispone usualmente di un quantitativo limitato 
e a volte alquanto ristretto di Storage e/ o memoria; 

• il target è molto lento comparato alla tua workstation; 

• si potrebbe non voler installare tutti i tool di sviluppo 
sulla scheda target. 

Perciò sono utilizzate, generalmente, delle cross-compiling 
toolchain. Eseguite sulla workstation permettono di gene¬ 
rare codice per il target. 

Esistono diversi microcontrollori con tool chain free, tra 
cui figurano: 

• Atmel AVRMega e AVRTiny (il cuore della piattaforma 
Arduino); 

• Atmel AVR32 (che include un kernel Linux) ; 

• Texas Instruments MSP430; 



Fig. 3 - IAR Workbench 


• Axis 100LX, utilizzata nella Foxboard; 

• ARM7 e oltre. A partire da ARM9 è incluso un kernel 
Linux. 

Esempi hardware dove trovano spazio questi microcontrol¬ 
lori: Raspberry PI, un single-board computer sviluppato nel 
Regno Unito dalla Raspberry Pi Foundation verso la fine 
del mese di febbraio 2012; Arduino, un framework open 
source che permette la prototipazione rapida nonché l’ap¬ 
prendimento rapido dei principi fondamentali dell’elettro¬ 
nica e della programmazione; la FOX Board G20, un micro 
sistema Linux made in Italy ideato a realizzato da Acme 
Systems srl: si tratta di una scheda di ridotte dimensioni 
con Linux preinstallato e funzionante. 

Linguaggio C 
embedded 

Il linguaggio di programmazione C è stato originariamente 
sviluppato su sistemi Unix da Dennis Ritchie. Una delle 
migliori caratteristiche di C è che non è legato ad alcun 
particolare hardware o sistema. Ciò rende facile a un 
utente scrivere programmi che verranno eseguiti senza 
alcuna modifica su praticamente quasi tutti macchinari. C 
è spesso chiamato anche linguaggio di programmazione 
di medio/alto livello per come combina gli elementi dei 
linguaggi ad alto livello con il funzionalismo del linguaggio 
assembly. 

Scegliere un compilatore C per lo sviluppo di applicazioni 
embedded è un passo importante che il progettista deve 
compiere, soprattutto quando decide di passare dall’as- 
sembler a un linguaggio di alto livello. In commercio si 
può trovare una varietà di compilatori C-C++ anche open 
source o commerciali. 

Un esempio classico è il Gcc GNU, utilizzato come compi- 
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latore di riferimento nella stragrande maggioranza dei microcontrollori. 
Criteri di scelta di un buon compilatore: 

• compatibilità Ansi; 

• portabilità; 

• capacità di generare codice compatto. 

Un ambiente di sviluppo commerciale che include il linguaggio C in una 
suite di sviluppo per sistemi embedded è CodeWarrior (Fig. 2), un ambien¬ 
te di sviluppo integrato (IDE) per la creazione di software su un certo 
numero di sistemi embedded. CodeWarrior IDE, in particolare, è una suite 
che fornisce complicati strumenti per lo sviluppo software. 

Tra gli strumenti standard disponibili nell’IDE: un project manager, un 
editor, un search engine, un browser, un sistema di compilazione e un 
debugger. La parte più rilevante di Code Warrior è la sezione del simula¬ 
tore che, insieme al debugger, permette di testare il programma appena 
creato senza far riferimento a nessun hardware. 

LabVIEW e sistemi embedded 

NI LabVIEW offre una completa suite di progettazione e prototipazione di 
sistemi embedded. Include varie librerie pre-compilate con buona integra¬ 
zione hardware e diversi approcci nello sviluppo grafico, script file, connet¬ 
tività codice C e HDL. LabVIEW permette di utilizzare le librerie standard 
Xilinx CORE Generator con IP Integration Node. Inoltre, NI LabVIEW C 
Generator permette di creare codice ANSI C e integrarlo con toolchain di 
terze parti con la possibilità di effettuare il download su ogni tipo di target. 
Intel Studio 

Intel Sistema Studio è una suite completa e integrata che fornisce agli 
sviluppatori strumenti e tecnologie avanzate di sistema embedded e 
mobile, contribuendo ad aumentare l’efficienza con alte prestazioni. 
In particolare, Intel System Studio 2014 consente di sviluppare per 
Android Mobile ed Embedded e sistemi Tizen IVI; ha aggiunto il supporto 
esteso JTAG di debug per tutte le piattaforme IA. Il nuovo debug UEFI 
aiuta gli sviluppatori di sistemi per accelerare il time-to-market e rafforzare 
l’affidabilità di questi sistemi embedded e mobile sempre più complessi. 

Altera 

La suite di progettazione embedded (EDS) SoC di Altera offre strumenti 
per sviluppo software Embedded sui dispositivi SoC. La suite contiene 
anche programmi di utilità, software di esecuzione ed esempi per velociz¬ 
zare il firmware. 

IAR Embedded Workbench 

IAR Embedded Workbench (Fig. 3) è l’ambiente di sviluppo integrato con 
cross-compilatore C/C++ per architetture a 8, 16 e 32 bit con debugger 
IAR C-SPY e supporta le seguenti architetture: ARM, Atmel AVR, Atmel 
AVR32, Freescale ColdFire, Freescale HCS12, Freescale S08, Maxim 
MaxQ, National CR16, Renesas 78K, Renesas H8S, Renesas M16C/R8C, 
Renesas M32, Renesas R32, Renesas RX, Renesas RL78, Renesas RH850, 
Renesas V850, Renesas SuperH, Samsung SAM8, STMicroelectronics 
STM8, TI MSP430, 8051. IAR C-SPY è un debugger per linguaggi ad alto 
livello, con simulatore hardware e supporto per i principali emulatori 
disponibili sul mercato. 
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Crittografia 
e sicurezza delle reti 
nei sistemi embedded 


Cresce continuamente l’attenzione degli sviluppatori di sistemi embedded a proteggere i loro prodotti, sempre 
più interconnessi e, di conseguenza, sempre più esposti a minacce di sicurezza informatica 


Silvano lacobucci 

" \ ai prima d’ora i progettisti di sistemi embedded 
hanno dovuto affrontare sul fronte della sicurez- 
I I za informatica sfide così elevate come quelle che 

si stanno presentando. Non solo esiste, come in 
passato, il pericolo di un hacking fisico ai dispo¬ 
sitivi per ottenere schemi e informazioni progettuali, ma con il 
crescere della connettività i dispositivi vedono un forte aumento 
dei rischi di essere violati da remoto. 

In passato, anche nel caso in cui i sistemi embedded erano 
interconnessi con altri sistemi, risultavano relativamente isolati 
dal resto del mondo, per via dell’impiego di protocolli non stan¬ 
dard o di collegamenti fisici non collegati con la rete internet. 
Oggi invece la probabilità di avere un attacco di sicurezza delle 
informazioni è molto maggiore, per effetto dell’utilizzo gene¬ 
ralizzato di Internet e l’espansione di nuovi paradigmi quali 
l’”Internet of Things”, dove è teoricamente possibile per qual¬ 
siasi elemento essere connesso con qualsiasi altro oggetto 
presente in rete, sistema embedded o essere umano, attraverso 
comuni protocolli IPv6 e 6LoWpan,. 

Il livello di sicurezza che va adottato dipende dalle tipologie 
delle informazioni trattate, che si possono classificare secondo 
differenti categorie. I dati riservati possono essere quelli perso¬ 
nali dell’utente, in cui quando la sicurezza è compromessa può 
insorgere un impatto diretto per l’utente stesso in termini di 
privacy o di frode (ad esempio un furto di credenziali di accesso 
aH’Internet banking o del numero di carta di credito). Oppure 
si può trattare di dati protetti da copyright (per esempio foto 
digitali, audio o video) il cui accesso non autorizzato colpisce 
più il fornitore del dato che l’utente finale. La protezione dei dati 
deve essere garantita comunque, sia durante la manipolazione 
e memorizzazione degli stessi sul dispositivo embedded, sia 
durante il trasferimento da un sistema a un altro. La presenza 
di una vulnerabilità sul dispositivo può facilmente abbassare il 



livello di sicurezza dell’intero sistema. 

D’altro canto, quando le informazioni 
vengono trasferite tra due dispositivi 
tramite una rete pubblica, i dati passa¬ 
no attraverso un certo numero di punti 
intermedi non attendibili, e devono 
risultare del tutto incomprensibili in 
caso intercettazione. 

Un dispositivo embedded deve incor¬ 
porare sia metodi e protocolli per il 
trasferimento sicuro dei dati, sia idonei 
metodi di sicurezza volti a ridurre i rischi di accesso non auto¬ 
rizzato ai dati sul dispositivo stesso. 


La crittografia 

Oggi la parola “crittografia” è usata per indicare una grande 
varietà di tecniche e algoritmi il cui obiettivo congiunto è quello 
di garantire la completa riservatezza delle informazioni consen¬ 
tendo applicazioni quali l’autenticazione, i pagamenti elettronici 
e molte altre ancora. Tali algoritmi comprendono la cifratura- 
decifratura, la firma digitale e i certificati digitali, che stanno 
alla base di protocolli quali il WEP e il WPA per la cifratura delle 
comunicazioni nelle schede wireless, e SSL/TLS e IPSEC per 
la protezione dei dati delle connessioni internet delle reti TCP/ 
IP in genere. 

Si può comunque definire la crittografia come il processo di 
trasformazione in informazioni incomprensibili di una qual¬ 
siasi porzione di dati usando un segreto (detto chiave), in 
modo tale che solo il destinatario, che ha accesso alla chiave, 
possa ritrasformare in informazioni comprensibili il dato. 
Alcuni metodi si basano sulla segretezza degli algoritmi uti¬ 
lizzati; tuttavia essi sono soltanto di interesse storico e non si 
adattano alle necessità del mondo moderno. Gli algoritmi usati 
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crittografia a chiave 
pubblica (PKI, Public 
Key Infrastructure) 
con algoritmi a chiave 
asimmetrica. Le tec¬ 
niche asimmetriche 
utilizzano coppie di 
chiavi complementa¬ 
ri invece di una sola Fig ' 1 “ La macchina Eni a ma 
chiave segreta. Un 

singolo utente possiede una coppia univoca di chiavi comple¬ 
mentari; di esse, una è una chiave pubblica, nel senso che può 
essere conosciuta da tutti, ed è usata per cifrare il messag¬ 
gio, mentre l’altra è una chiave privata ed è tenuta al sicuro 
dal suo proprietario di modo che solo lui possa utilizzarla. 
Le due chiavi sono create in maniera tale che un messaggio 
cifrato da una delle due può essere decifrato solo e soltanto 
dall’altra. In pratica, se si vuole spedire un messaggio a una 
certa persona, si còtta quel messaggio con la sua chiave 
pubblica, e si è sicuri che soltanto quella persona potrà deci¬ 
frarla con la propria chiave privata; neanche la chiave pub¬ 
blica utilizzata per cifrare nuscirà a decrittare il messaggio. 
Il vantaggio principale offerto dalla crittografia asimmetrica 
sta nella facilità di gestione delle chiavi; non occorre infatti 
scambiarsi segretamente chiavi di cifratura con il rischio che 
esse possano essere intercettate, in quanto basta inviare a un 
corrispondente la propria chiave pubblica per essere sicuri di 
essere gli unici a poter decifrare un eventuale messaggio cifrato 


nella crittografia dei dati possono essere di tipo pubblico, come 
il “capostipite” DES (Data Encryption Standard) , il triplo DES 
(3DES), il più moderno AES (Advanced Encryption Standard), 
o proprietario, come RSA (Rivest Shamir Adleman, dai nomi dei 
ricercatori americani che lo brevettarono nel 1983). La chiave 
è una stringa di centinaia di bit che seleziona una tra le molte 
cifrature potenziali e consente di eseguire la crittazione e la 
decrittazione; un messaggio può essere decnttato solo se la 
chiave di decifratura si “accoppia” con quella di cifratura. 

Per alcuni algoritmi le due chiavi sono uguali, mentre per altri 
sono diverse. In base a questa sostanziale differenza gli algoritmi 
basati sullo utilizzo di chiavi si dividono in algoritmi “simmetnci“ 
(detti anche “achiave simmetrica” o “achiave segreta”) e “asimme¬ 
trici (detti anche “a chiave asimmetnca” o “a chiave pubblica”). 
Gli algoritmi simmetrici sono quelli usati dalla cartografia clas¬ 
sica ed essi permettono al mittente e al destinatario di usare la 
medesima chiave per nspettivamente crittare e decrittare un 
messaggio. 

I sistemi a chiave simmetrica possono essere utilizzati per 
implementare servizi di sicurezza quali: riservatezza, integrità, 
autenticazione. 

La riservatezza protegge l’informazione da un accesso non 
autorizzato. Spesso la protezione riguarda solo il corpo del 
messaggio e non la testata, trasmessa in chiaro per sem¬ 
plificare l’instradamento del messaggio fino al destinatario. 
L’integrità garantisce che l’informazione non venga alterata e 
che il messaggio arrivi esattamente come è stato spedito. Per 
implementare questo servizio si usano tecniche combinate di 
cifratura e controlli algoritmici (tipo checksum, CRC e così 
via). L’autenticazione serve a prevenire la dissimulazione degli 
utenti; consente al vero mittente di includere nel messaggio 
informazioni che lo identifichino con certezza. 

Gli algoritmi simmetrici hanno però dei punti deboli. In primo 
luogo, due corrispondenti devono 
essere in possesso della stessa 
chiave, che deve essere conse¬ 
gnata telematicamente a entram¬ 
bi prima che possa iniziare una 
comunicazione tra i due. Inoltre 
al crescere degli utenti di servi¬ 
zio il numero di chiavi aumenta 
rendendo problematica la loro 
gestione e distribuzione. Un altro 
punto debole è la difficoltà di 
implementare un servizio di “non 
ripudio” del messaggio (cioè nes¬ 
suno dei due corrispondenti, che 
condividono chiavi segrete, è in 
grado di provare a un terzo che 
un certo messaggio è stato effetti¬ 
vamente generato dall’altro). 

Questi problemi sono risolti dalla 


con essa. 

Anche gli algoritmi asimmetrici hanno dei punti deboli, basati 
essenzialmente sulla loro complessità e lentezza intrinseca. Nel 
caso in cui si debbano crittare grandi volumi di dati, la crittogra¬ 
fia asimmetrica impiegherebbe per tale operazione un tempo di 

gran lunga maggiore rispetto a 
quello impiegato da un algoritmo 
simmetrico; inoltre, se il messag¬ 
gio è diretto a più destinatari, la 
cifratura asimmetrica va ripetuta 
per ogni destinatario. 

In generale la crittografia è molto 
intensiva da un punto di vista 
computazionale, e se non cor¬ 
rettamente gestita può riflettersi 
pesantemente sull’utilizzo della 
CPU dei sistemi embedded che 
utilizzano di frequente questa tec¬ 
nica. Per affrontare questo pro¬ 
blema, la soluzione spesso usata 
è quella di adottare un sistema 
di cifratura combinato simme- 
trico-asimmetrico, in modo da 
ottenere i vantaggi di sicurezza 



Fig. 2 - Struttura base dell’algoritmo AES: cifratu¬ 
ra Ca sinistra] e decifratura Ca destra] 
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Fig. 3 - Progetta di riferimento per smart meter basato su 
MCU Kinetis Ca) engine per la gestione della sicurezza Cb3 CFoto: 
Freescale Semiconductor] 


di entrambi i tipi di crittografia senza penalizzare 
troppo le performance. Un’altra soluzione è quella 
di ottimizzare il codice degli algoritmi crittografici 
e la loro compilazione, stando però ben attenti a 
non ridurne l’efficacia o a introdurre vulnerabilità. 

Una terza soluzione è quella di trasportare su har¬ 
dware/firmware gli algoritmi crittografici (una volta 
che sono considerati stabili) e integrare acceleratori 
crittografici nei processori embedded dedicati al 
networking e alla comunicazione. Spesso tutte que¬ 
ste soluzioni vengono implementate in affiancamen- 
to l’una con l’altra per ottenere i migliori risultati. 

La firma digitale 

Gli algoritmi asimmetrici possono essere utilizzati 
anche per generare “firme digitali”, che sfruttano 
delle elaborazioni algoritmiche particolari non rever¬ 
sibili (dette funzioni di “hash”), grazie alle quali 
è possibile verificare l’autenticità del messaggio. 

Per creare la firma per un documento si ricava innan¬ 
zitutto l’impronta digitale del documento tramite una 
funzione hash (pubblica), un file di dimensioni rela¬ 
tivamente piccole (dell’ordine di qualche centinaio 
di bit) che contiene una sorta di codice di controllo 
relativo al documento stesso. Successivamente si 
utilizza la propria chiave privata per crittare l’impronta 
digitale: il risultato di questa codifica è la firma. La 
funzione hash è fatta in modo da rendere minima la 
probabilità che da documenti diversi si possa otte¬ 
nere lo stesso valore dell’impronta; inoltre è a senso 
unico (“one-way“), e garantisce che dall’impronta sia 
impossibile ottenere nuovamente il testo originario. 

La firma prodotta dipende dall’impronta digitale del 
documento e, quindi, dal documento stesso, oltre 
che dalla chiave privata dell’utente. A questo punto la 
firma viene allegata al documento. 

In fase di ricezione, chiunque può verificare l’autenticità del 
documento: decritta la firma del documento con la chiave 
pubblica del mittente, ottenendo l’impronta digitale del docu¬ 
mento, e quindi confronta quest’ultima con quella che si ottiene 
applicando la funzione hash al documento ricevuto; se le due 
impronte sono uguali, l’autenticità e l’integrità del documento 
sono garantite. 

Con questa importante tecnica si assicura che il messaggio ori¬ 
ginale, la firma e la coppia di chiavi dell’utente siano strettamen¬ 
te legate; alla modifica di qualsiasi componente la validazione 
(il riconoscimento) della firma fallisce. Esempi di algoritmi di 
firma digitale sono RSA, DSA (Digital Signature Algorithm), 
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Sul mec¬ 
canismo di firma digitale si basa la Posta Elettronica Certificata 
(PEC). 


I certificati digitali 

Anche se si utilizza l’algoritmo di firma digitale, la chiave pub¬ 
blica di firma di un dispositivo deve essere ottenuta utilizzando 
una modalità autenticata per garantire l’autenticità del messag¬ 
gio ricevuto. Il trasferimento autenticato di chiavi pubbliche in 
una grande rete è difficile e spesso non è possibile senza una 
authority centralizzata di fiducia, riconosciuta da tutti i dispositi¬ 
vi della rete come attendibile. Questo soggetto, detto Certificate 
Authority (CA), consente di ottemperare a questa funzione. 

I dati di un dispositivo firmati dalla CA (Public-Key, ID e così 
via), disposti con la firma in un formato standard (es. X.509) 
creano il cosiddetto certificato. I certificati sono rilasciati da 
CA a tutti i dispositivi che partecipano alla comunicazione. 
Per ottenere il proprio certificato, una periferica richiede il cer¬ 
tificato dalla CA inviando la sua chiave pubblica, ID univoco e 
altre informazioni, come richiesto dalla CA. La CA di solito effet- 
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tua dei controlli sul richiedente prima di 
rilasciare il certificato. Una volta che i 
dispositivi di comunicazione ottengono 
i loro certificati dalla CA, si scambiano i 
loro rispettivi certificati al fine di stabilire 
un segreto condiviso tra di loro. Poiché 
la chiave pubblica della CA è comune 
a tutti i dispositivi che partecipano alla 
comunicazione e non viene mai cam¬ 
biata, può essere pre-installata su tutti i 
dispositivi in una rete in generale attra¬ 
verso una serie di tecniche offline. 

Quando la crittografia 
non basta... 

Molti progettisti software del mondo 
embedded ritengono che la sicurezza 
di questi sistemi debba essere gestita a livello infrastrutturale: 
utilizzo di protocolli di comunicazione di rete sicuri, firewall, 
crittografia dei dati, autenticazione delle sorgenti dei dati, moni¬ 
toraggio del flusso di controllo assistito dairhardware. Queste 
tecniche tradizionali rappresentano ovviamente sempre un’otti¬ 
ma base da implementare per aumentare il livello di sicurezza, 
ma ormai non sono più sufficienti a dare adeguate garanzie. 

Gli hacker si servono oggi anche di altre informazioni quali 
la misura dei consumi energetici, perdite elettromagnetiche, 
emissioni acustiche, misure di temporizzazioni. Occorre per¬ 
tanto adottare numerosi altri accorgimenti di sicurezza in 
un’ottica di realizzare livelli di sicurezza multipli (Mils, multiple 
indipendent levels of security): sistema operativo, memoria, 
bus interno, architettura, rete di trasmissione, software appli¬ 
cativo e così via. Oltre a scegliere metodi e protocolli più adatti 
per il trasferimento sicuro dei dati, i dispositivi devono essere 
garantiti in termini di protezione da accessi non autorizzati alle 
componenti hardware più critiche in termini di sicurezza, per 
esempio le aree di memoria che contengono la chiave crittogra¬ 
fica segreta, la cui scoperta potrebbe minare la sicurezza dell’in¬ 
tero sistema. Una soluzione per rafforzare la sicurezza interna 
al dispositivo embedded è creare un “secure SoC” (System On 
Chip), una zona in grado di fornire protezione fisica alle chiavi 
segrete tenendo la ROM (luogo di memorizzazione delle chiavi 
crittografiche), la RAM (luogo di caricamento delle chiavi 
segrete in testo chiaro) e relativo bus di collegamento tutti 
interni al chip. Questo approccio impedisce che la ROM possa 
essere fisicamente acceduta per recuperare le chiavi segrete, 
che i bus interni non possano essere monitorati per intercetta¬ 
zioni, e che la rimozione o sostituzione di qualsiasi componente 
nel Secure SoC risulti impossibile o distruttiva per l’intero chip. 
Una zona di bootloader sicuro, protetta in scrittura, può assicu¬ 
rare infine che il dispositivo parta con un sistema operativo o un 
firmware genuino con gli esatti privilegi di esecuzione. Inoltre, 
è consigliabile adottare architetture con sistemi operativi a 


microkernel piuttosto che monolitici e 
meccanismi di partizionamento o acces¬ 
so controllato (black-list o access-list) a 
zone di memoria e file-system. 

In alcuni casi, oltre a salvaguardare la 
sicurezza degli accessi al chip, è bene 
anche pensare a garantire la sicurezza 
fisica del sistema embedded nel suo 
complesso nel luogo ove è installato 
e operante, impedendo o restringendo 
opportunamente gli accessi fisici all’ap¬ 
parecchiatura e al suo hardware. 

I sistemi wireless, sempre più diffusi, 
aggiungono un ulteriore strato di vul¬ 
nerabilità rispetto a quelli già presenti 
nelle soluzioni cablate. Infatti, per una 
rete cablata il mezzo di trasmissione (il 
cavo) può essere protetto da intercettazioni facendolo passare 
per intercapedini inaccessibili, sotto terra, sospeso su tralicci, 
inserito nel cemento. In una rete wireless, per la quale il mezzo 
trasmissivo è l’etere, il sistema trasmette informazioni in tutte 
le direzioni, e un malintenzionato ha solo bisogno di un’antenna 
per effettuare intercettazioni. Per questo motivo, la maggior 
parte dei protocolli wireless adotta metodi di crittografia incor¬ 
porati, via via sempre più sicuri. 

Molti attacchi di sicurezza sono concentrati su vulnerabilità del 
software applicativo. In questi casi, anche se la linea software 
di difesa non sarà perfetta, occorre lavorare su questa linea 
riducendo la dimensione della “finestra di attacco” esistente nel 
software sviluppato. Il primo passo è quello di cercare di imme¬ 
desimarsi in un attaccante, chiedendosi come potrebbe cercare 
di trovare delle vulnerabilità nel sistema e nel software al fine 
di penetrarlo. In altre parole, occorre effettuare un’analisi delle 
minacce e usare i risultati per descrivere quello che il proprio 
software non dovrebbe fare. Anche se c’è ancora molto lavoro 
da fare, ultimamente sono stati compiuti notevoli sforzi per 
migliorare la sicurezza nei sistemi embedded, puntando non 
solo a migliorare singole tecniche di protezione infrastruttu¬ 
rale o applicativa, ma soprattutto orientando i progettisti verso 
approcci metodologici generali di analisi e gestione dei rischi e 
delle minacce e l’adozione di standard di sicurezza. 

Ad esempio un consorzio di alcuni grandi produttori (AT&T, 
Cisco, GE, IBM, Intel) ha proposto il framework “Industriai 
IoT” per la definizione di interfacce standard tra i dispositivi 
della Internet of Things e i servizi cloud, mentre in Europa alcu¬ 
ni produttori stanno lavorando insieme nello sviluppo di mec¬ 
canismi di sicurezza per l’iniziativa denominata “Industry 4.0” 
(quarta rivoluzione industriale, guidata da internet e mondo 
virtuale). Nel segmento automotive, l’adozione dello standard 
Autosar (Automotive Open System Architecture) rappresenta 
un’ottima via per migliorare anche le specifiche di sicurezza 
nei veicoli. 
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Fig. 4 - IoT industriai integra caratte¬ 
ristiche che garantiscono una conse¬ 
gna affidabile dei messaggi 
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Tool di verifica 
per la completezza 
del debug 

Il debug deve essere quanto più completo possibile per evitare rischi sulla redditività dei prodotti ed è 
perciò indispensabile avvalersi di tool capaci di valutare le correlazioni fra i codici software e le funzionalità 
hardware 

Lucio Pellizzari 


e a fase di debug diventa particolarmente impor¬ 
tante quando riguarda i prototipi dei sistemi 
che devono essere valutati in ogni aspetto 
prima di poter passare alla fase produttiva. In 
effetti, i costi derivanti da un’incompleta fase 
di verifica e collaudo possono essere tali da pregiudicare la 
redditività di un prodotto e trasformarlo in un flop che negli 
attuali tempi di crisi nessuna azienda è dispo¬ 
sta a rischiare. L’affidabilità funzionale di un 
apparato può essere valutata solo con un’at¬ 
tenta analisi delle correlazioni fra il codice 
software e la sua implementazione hardware, 
ma per far ciò è indispensabile che il tool di 
debug sia capace di ricostruire una traccia 
fedele di tutto ciò che succede fra i due aspet¬ 
ti. Non si tratta solo di fare una gran quantità 
di verifiche ma piuttosto di accertare che i 
test eseguiti coprano davvero tutte le condi¬ 
zioni operative, sia quelle previste sia quelle 
imprevedibili. È indispensabile perciò che 
il tool di debug riesca a individuare tutte le 
condizioni per le quali il sistema possa gene¬ 
rare discontinuità o errori sia analizzando le 
criticità esistenti nelle correlazioni fra codice 
software e funzioni eseguite in hardware sia 
immettendo di proposito dei segnali capaci 
di causare sintomi di condizioni di instabilità 
per verificare se da essi possono ingenerarsi 
degli errori che in questo modo diventano 
evidenti e correggibili. 


Tracce ricostruibili 

Nei suoi laboratori di Hohenkirchen-Siegertsbrunn, nella 
periferia sud di Monaco di Baviera, Lauterbach ha concepito 
e sviluppato la sua tecnologia di debug che si basa sull’analisi 
della correlazione fra i codici software e la loro esecuzione 
in hardware e si concretizza costruendo, di volta in volta, 
le Embedded Trace Macrocell, o ETM, che consentono di 



Fig. 1 - La tecnologia di debug Lauterbach ricostruisce la traccia di 
tutte le correlazioni fra i comandi software e la loro esecuzione a livello 
hardware indipendentemente dall’ambiente operativo 
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Fig. 2 - Il nuovo Tool Qualification Support-Kit per il Lauterbach 
Trace3S consente la verifica della completezza dei test che permette di 
valutare la qualità dei prototipi prima della fase produttiva 


mappare tutto ciò che transita nei bus di 
servizio hardware in seguito a ben precise 
istruzioni software. In altri termini, le celle 
ETM permettono di individuare gli indirizzi 
logici delle istruzioni e ricostruire i passi 
di programma svolti indipendentemente 
dairimpostazione dinamica della memoria 
che può notoriamente essere assai diversa 
fra un sistema e l’altro ma in ogni caso 
deve comunque permettere di mantenere 
la sequenzialità delle operazioni e conser¬ 
varne traccia. È solo ricostruendo questa 
traccia che il debug può riuscire a estrarre 
una riproduzione storica e fedele dei cicli 
eseguiti e permettere di capire cosa suc¬ 
cede. 

In pratica, le ETM servono per monitorare i 
cicli di programma e rilevare le discontinuità 
più rilevanti nel flusso delle istruzioni per 
riconoscere le problematiche sull’accesso ai 
dati, sulle temporizzazioni e sulla sincroniz¬ 
zazione dell’accesso ai dati con i processi in 
esecuzione. 

Nella gestione dinamica della memoria, infatti, può succede¬ 
re che viene alterata la visione della memoria da parte del 
processore con indirizzi logici che cambiano contenuto e in 
tal caso il debugger dev’essere in grado di capire quando e 
come è avvenuto ogni cambio di processo per poter di conse¬ 
guenza attribuire i corretti valori alle assegnazioni indirizzi/ 
dati in memoria. 

Completezza funzionale 

Il valore recentemente aggiunto da Lauterbach al suo tool 
di debug Trace32 consiste nell’analisi della completezza 
dell’esecuzione del codice software a livello delle funzioni 
hardware e, in particolare, nella verifica che i test di collau¬ 
do siano in grado di coprire tutte le eventualità possibili, 
comprese anche quelle assolutamente imprevedibili. Grazie 
alla ricostruzione delle tracce disponibile nel Trace32 è 
possibile risalire a tutte le correlazioni fra i programmi di 
supervisione software e la loro esecuzione a livello hardware 
e ciò permette di evidenziare i difetti nascosti che altrimenti 
continuerebbero a esistere anche in forma dormiente con il 
rischio di attivarsi nella fase di fabbricazione oppure durante 
l’intero ciclo vitale dei prodotti. 

Il Trace32 Debug & Trace Tool Lauterbach lavora indipen¬ 
dentemente dalle caratteristiche di runtime dei core perché 
ne registra ogni dettaglio operativo e poi rileva la probabilità 
di alterazione a causa di eventi anomali interni o esterni 
individuandoli dalle discontinuità nella correlazione fra i 
comandi impartiti dal software e le funzioni effettivamente 
eseguite in hardware. I 4 GByte di memoria consentono di 


memorizzare tracce abbondanti dei cicli eseguiti insieme alle 
condizioni imposte al contorno e poi ripetere l’analisi modi¬ 
ficando le condizioni o i parametri di test per confrontare le 
differenze e capire la correlazione fra le modifiche apportate 
e le caratteristiche delle funzionalità operative osservabili. 
Nel tool sono disponibili funzioni di visualizzazione che sele¬ 
zionano le variabili e consentono di evidenziare i momenti 
nei quali si verificano le condizioni di massimo rischio, non¬ 
ché contraddistinguerle con un avviso che può consigliarne 
la cancellazione definitiva a scopo preventivo oppure anche 
la sola disattivazione che ne permette la correzione e l’even¬ 
tuale conseguente riattivazione. 

Verifica di qualità 

Il nuovo Tool Qualification Support-Kit per il Lauterbach 
Trace32 consente la verifica della completezza dei test ossia 
l’analisi della Code Coverage che permette di qualificare un 
sistema e assegnarli il corretto livello di validità e redditività. 
Questo tool è affiancato dal nuovo modulo Exporting Task 
Event Based Trace Data for External Timing Analysis che 
permette di individuare quegli errori che possono verificarsi 
solo durante i cicli di run-time e sono perciò fortemente lega¬ 
ti alle temporizzazioni. 

Fra i supporti recentemente aggiunti nel Trace32 ci sono 
anche tool specifici per i core Freescale MPC57xx/SPC57x, 
ARMv8, ARM MicroBlaze 8.50, ARM Cortex-M, Renesas 
RH850, Infineon XMC, MIPS InterAptiv, Intel Silvermont 
con RTIT (Real-Time Instruction Trace) e Microsemi 
SmartFusion2, nonché per i sistemi operativi Windows 
Embedded Compact 2013 e uCLinux per Cortex-M 3/4. 
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Interfaccia per scambio 
dati di trace 

Gli accordi di collaborazione stretti 
tra Lauterbach e Inchron hanno 
portato alla creazione di una nuova 
interfaccia per scambiare dati di 
trace fra TRACE32 e la Tool-Suite 
Inchron. Il grande vantaggio di 



questa soluzione consiste nella 
possibilità di trasferire ininterrot¬ 
tamente dati real-time dai sistemi 
di trace Lauterbach nell’ambien- 
te model-based della Tool-Suite 
Inchron. Negli stadi iniziali di un 
nuovo progetto, quando si esegue 
il debug del codice, le tempistiche 
possono essere misurate e utiliz¬ 
zate direttamente nel modello del 
sistema. Ciò significa che lo svilup¬ 
patore può controllare immediata¬ 
mente come si comportano i suoi 
componenti nell’ambito dell’intero 
sistema, e quali impatti ha il suo 
codice sugli altri componenti sof¬ 
tware, riducendo drasticamente i 
tempi di sviluppo. 

Schede industriali Mini-ITX a 
basso costo 

Con le MS-98F5, Data Modul ha 
introdotto sul mercato una fami¬ 
glia di schede Industriali Mini-ITX, 
dotate dei nuovi processori Intel 



Celeron N2930/J1900, in tecnolo¬ 
gia “system-on-chip” (SoC), comu¬ 
nemente identificati con il nome 
“Bay Trail processors”. 

Questi nuovi processori, che adot¬ 
tano una microarchitettura 22 nm 
Silvermont, sono ideali per applica¬ 
zioni che richiedono bassi consumi 
ed elevate prestazioni. 

MS-98F5 è una scheda che richie¬ 
de +12V DC input, supporta una 
memoria SODIMM 240-pin DDR3L 
con capacità SDRAM DDR3L 
1066/1333 fino a 8 GB. 

Oltre all’ingresso VGA, supporta 
anche un’interfaccia a doppio cana¬ 
le LVDS da 24 bit; altre interfacce 
disponibili sono: 8 x USB 2.0, 6 
x COM, 8 GPIOs, 1 x SATA, HD 
Audio, Gigabit Ethernet (opzionali 
Dual Gigabit), Mini-PCIe (mSATA) 
e PCIe xl. La scheda MS-98F5 
sarà disponibile in produzione per 
un periodo di almeno 5 anni ed 
è la soluzione ideale per lo svi¬ 
luppo di molti sistemi intelligenti 
quali, chioschi interattivi, “vending 
machines”, POS & ATMs. 

Camera 3D 
High-end 

SICK ha presentato Scanning 
Ruler, la nuova camera 3D High- 
end che aumenta le prestazioni e 
minimizza i costi delle applicazioni 


di robotica. Scanning Ruler misura 
in 3D la forma e in 2D l’intensità di 
oggetti non in movimento, utiliz¬ 
zando il principio di triangolazione 
laser. Lo specchio rotante al suo 
interno fa oscillare la linea laser 
sulla superficie dell’oggetto, gene¬ 
rando una nuvola di punti calibrati 
in 3D (x,y,z). I dati generati sono 
espressi in millimetri grazie alla 
calibrazione fatta in fabbrica. Il 
dispositivo unisce i vantaggi della 
tecnologia di triangolazione laser 
con quelli della fotografia istanta¬ 



nea e consente di ottenere imma¬ 
gini di oggetti non in movimen¬ 
to senza l’utilizzo di componenti 
aggiuntivi per la movimentazione 
esterna. Oltre ad acquisire imma¬ 
gini 3D, Scanning Ruler fornisce 
un’immagine 2D in scala di grigio 
che può essere sovrapposta e uti¬ 
lizzata per l’identificazione degli 
oggetti (un solo Scanning Ruler è 
in grado di generare un’immagine 
3D completa del contenuto di un 
pallet Euro o USA). La tecnologia 
di elaborazione immagine è alta¬ 
mente immune alla luce ambienta¬ 
le e fornisce misurazioni affidabili 
indipendentemente dalle caratteri¬ 
stiche della superficie dell’oggetto 
e dal suo colore. 

Semplicità di programmazione e 
utilizzo, grande flessibilità, elevata 
affidabilità nella misurazione, ren¬ 
dono Scanning Ruler la soluzione 
di visione ottimale per applicazioni 
di robotica di alto livello, anche in 
ambienti industriali difficili. 
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Kit per ispezioni visive 
sulle linee di produzione 

RS Components ha annunciato 
la disponibilità di un nuovo kit 
per ispezioni visive, che permette 
la visualizzazione ad alta velocità 
di prodotti sottoposti al controllo 
qualità in vari campi 
di applicazione, dai 
sistemi di movimen¬ 
tazione alla verifica 
deirassemblaggio. 

Il kit Inspector 120 
comprende: un sen¬ 
sore di visione Sick 
Inspector 120, un 
cavo Ethernet da 5 
m per il collegamen¬ 
to del sistema, un 
cavo di alimentazio¬ 
ne e connettori I/O. 
Il goal del Kit è 
determinare in qua¬ 
lunque posizione e orientamento 
la conformità dell’oggetto in accor¬ 
do alle caratteristiche previste. La 
struttura robusta ben si adatta a 
condizioni operative particolari e 
l’algoritmo di ultima generazione 
garantisce elevati ritmi di produ¬ 
zione. 

Nel sensore sono disponibili diver¬ 
se logiche, per esempio logica 
AND/OR che permette di ricava¬ 
re più informazioni sul pezzo in 
esame e avviare, eventualmente, 
controlli aggiuntivi. 

Altre caratteristiche di Inspector 
120: ispezione di pezzi ad alta velo¬ 
cità; riconoscimento di caratteristi¬ 
che multiple dell’oggetto ispeziona¬ 
to o di riferimento; apprendimento 
delle caratteristiche con oggetti di 
riferimento multipli; Ethernet indu¬ 
striale per il monitoraggio via rete; 
involucro metallico IP 67. 


Server rack robusto 

Kontron ha presentato il server 
rack robusto Wildcat 2U, basato 
su scheda madre Kontron, proget¬ 
tato specificamente per soddisfare 
le esigenze di calcolo sempre più 
complesse. Ottimizzato per alto 
tempo medio tra guasti (MTBF), 
Kontron Wildcat 2U si dimostra 
affidabile in termini di temperatu¬ 
ra, urti e vibrazioni. Queste fun¬ 
zionalità lo rendono un sistema di 
calcolo ideale per le applicazioni in 
rapida espansione, come per esem¬ 
pio sistemi di acquisizione SCADA. 
Sulla base della scheda madre Kon¬ 
tron KTQ77/Flex, che integra la 



3° generazione di processori Intel 
Core, il server rack 2U Wildcat 
offre funzionamento a temperature 
estreme attraverso un raffredda¬ 
mento efficiente. Dispositivi I/O 
includono 4x USB 3.0, 2x porte 
USB 2.0 e 3x Gigabit Ethernet. 
Il sistema può alimentare fino a 
tre schermi individuali e supporta 
l’audio HD. Inoltre, il Wildcat 2U 
dispone di tre dischi rigidi rimovi¬ 
bili (2.5 “o 3.5”) e unità DVD RW. 

Gateway Solution Intel 
DK50 per sistemi loT 

Mouser Electronics ha annunciato 
la disponibilità del Gateway Solu¬ 
tion Intel DK5o per sistemi IoT 
(Internet of Things). La soluzione 
Gateway Intel DK50 offre connet¬ 



tività internet per i dispositivi che 
non ne supportano direttamente, 
basato sulla scheda di sviluppo 
Intel Galileo, e quindi sul processo¬ 
re Intel Quark SoC X1000. 

Il processore Intel DK50 agisce 
come un gateway per questi dispo¬ 
sitivi: i dispositivi si connettono 
alla DK50 tramite la loro interfac¬ 
cia standard, mentre l’hardware e 
il software DK50 permette a tali 
dispositivi l’accesso a Internet. 
DK50 viene fornito con il firmwa¬ 
re pre-validato, che include Wind 
River Intelligent Device Platform 
XT, un ambiente di sviluppo sca¬ 
labile e sicuro che semplifica la 
distribuzione di gateway di sistemi 
IoT. 

Il software Intel DK50 Gateway si 
basa su Wind River Linux 5.0.1, 
supporta interfacce di configura¬ 
zione web-based con sicurezza SSL 
e supporto di programmazione per 
Java, Lua, e OSGi. Le opzioni di 
connettività cellulare includono 
2G/3G/4G, Bluetooth, porte seria¬ 
li, USB, VPN, ZigBee e Wi-Fi. 

Schede madri mini-ITX 

Congatec ha presentato tre nuove 
schede madri in formato Mini- 
ITX per applicazioni industriali. 
Le schede della linea conga-IGX, 
basate su basate sui SoC serie G 



EMBEDDED 53 • SETTEMBRE • 2014 


77 




























di AMD, sfruttano la potenza di 
elaborazione dei processori di clas¬ 
se Jaguar e i core grafici Radeon 
per garantire elevate prestazioni 
multimediali, un ottimo rapporto 
tra prestazioni e consumi e un’allo¬ 
cazione flessibile dei task tra CPU 
e GPU. Le nuove schede madri in 
formato mini-ITX sono: una versio¬ 
ne a basso consumo con TDP da 
9W e SoC GX-210HA dual core da 
1.0 GHz con grafica integrata AMD 
Radeon HD 8210E; una con SoC 
GX-217GA SOC dual-core, TDP da 
18W e grafica integrata HD 8280E; 
e infine una con SoC GX-420CA 
da 2,0 GHz quad-core con grafica 
Radeon HD 8400E. 

Ricca la dotazione di interfacce che 
comprende 1 connettore PCIx4 e 
interfaccia Mini-PCI Express, Due 
porte GBe LAN, 2 serial ATA III, 
1 zoccolo mSATA, 7 porte ESB 2.0 
e 2 USB 3.0, GPIO a 8 bit, 3 porte 
seriali e 1 parallela. 

Embedded Workbench con 
tecnologia Energy Trace 

IAR Systems ha annunciato aggior¬ 
namenti per il suo Embedded 
Workbench con il supporto della 
nuova tecnologia EnergyTrace di 
Texas Instruments, offrendo agli 
sviluppatori l’accesso a forti possi¬ 
bilità di ottimizzazione di potenza. 
IAR Embedded Workbench per 
MSP430 è un set completo e poten¬ 


te di strumenti per lo sviluppo di 
sistemi embedded basati sulla fami¬ 
glia di microcontrollori MSP430 di 
Texas Instruments, con compilato¬ 
re C/C + + e un IDE user-friendly. 
Gli sviluppatori saranno in grado di 
analizzare e ottimizzare il consumo 
di energia, sfruttando pienamente 
le funzionalità ultra-low-power dei 
microcontrollori. 

EnergyTrace consente agli svilup¬ 
patori di analizzare il consumo di 
energia fino alla risoluzione di 5 nA 
in tempo reale per ogni periferica, 
ed è supportato in IAR Embedded 
Workbench per MSP430 dalla ver¬ 
sione 6.10 e successive. 

Compilatore C tasking per 
microcontrollori RH850 

Altium ha annunciato una nuova 
importante aggiunta alle sue solu¬ 
zioni relative al compilatore C 
tasking per lo sviluppo di applica¬ 
zioni automotive, con il supporto 
per l’architettura RH850 di Rene- 
sas Electronics. 

RH850 è l’ultima famiglia di micro¬ 
controllori automotive di Renesas, 
che offre alte prestazioni con bas¬ 
sissimo consumo energetico in 
un’ampia gamma di prodotti. 
TASKING VX-toolset incorpora il 
supporto per le ultime linee guida 
MISRA C: 2012 per la programma¬ 



zione C, oltre alla MISRA C: 1998 
e C: 2004. Il supporto di TASKING 
MISRA C consente agli sviluppa¬ 
tori di selezionare facilmente le 
regole Misra, al fine di aumentare 
la sicurezza del codice, l’affida¬ 
bilità e manutenibilità. Fornendo 
il supporto per MISRA C: 2012, 
gli sviluppatori possono beneficia¬ 
re dei più recenti miglioramenti 
che possono ridurre i costi e la 
complessità del sistema. Principa¬ 
li caratteristiche del compilatore 
tasking: IDE basato su Eclipse; 
generazione di codice ad alta effi¬ 
cienza, consentendo applicazioni 
veloci e compatte; analizzatori di 
codice MISRA-C: 1998, C: 2004 e 
C: 2012; codifica standard CERT C. 

PowerArchitect 5.1 



Exar ha annunciato il rilascio della 
nuova versione di PowerArchi¬ 
tect 5.1, un tool software per il 
design di sistemi di alimentazione 
di potenza. Le nuove funzionalità 
includono il supporto per schede di 
sviluppo di Exar e le ultime PMIC 
universali, XRP7720 e XRP7725. 
Supporta anche i nuovi moduli 
di potenza XRP9710 e XRP9711 e 
aggiunge risparmio di tempo per 
semplificare ed accelerare la pro¬ 
grammazione del sistema di ali¬ 
mentazione. Powerarchitect 5.1 
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aggiunge, inoltre, il supporto per 
la comunicazione con schede di 
valutazione Exar, tramite una sche¬ 
da Arduino. Disponibilità online di 
codice e istruzioni per trasforma¬ 
re Arduino in un programmatore 
standalone forniscono agli inge¬ 
gneri nuove funzionalità per la pro- 
totipazione. 

Powerarchitect può essere utiliz¬ 
zato per impostare o modificare 
una serie di parametri attraverso 
un’intuitiva interfaccia utente gra¬ 
fica (GUI), con la possibilità di 
monitorare e configurare le linee 
di alimentazione in tempo reale. 
Parametri principali: tensione di 
ingresso nominale, under-voltage 
lock out, frequenza di clock di com¬ 
mutazione dei convertitori buck. 

Microcontrollori 

ultra-low-power 

Rutronik ha presentato la nuova 
serie di microcontrollori ultra-low- 
power STM32L0 di STMicroelec- 


tronics, con 
un processo¬ 
re ARM Cor- 
texTM M0+ 
32MHz, un 
convertitore 
A/D 12-bit e una USB 2.0 FS. I 
consumi dellADC spaziano dai 40 
pA a una velocità di conversione 
di 100 ksps, salendo a solo 200 pA 
a 1.14 Msps, in combinazione con 
un’ottima efficienza energetica sia 
del core del processore sia delle 
periferiche ultra-low-power. Que¬ 
ste proprietà garantiscono design 
con batterie più piccole, riducendo 
le dimensioni e i costi dei pro¬ 
dotti. Sono realizzati in tecnologia 
CMOS per applicazioni di sensori 
industriali, e disponibili in tre linee: 
linea di accesso, linea USB e la 
linea USB / LCD. 

La serie offre inoltre fino a 64 KB 
di memoria Flash, fino a 8 KB di 
SRAM e 2 KB di EEPROM. Un 
sistema di sovracampionamento 


hardware incorporato consente la 
risoluzione dell’ADC fino a 16-bit. 

Modulo SMARC LEC-BT 
con processore Intel Atom 

Adlink ha introdotto un nuovo fat¬ 
tore di forma SMARC per proces¬ 
sori Intel x86. Utilizzando un pro¬ 
cessore single, dual o quad-core 
di Intel serie E3800 Atom a 1,3- 
2,2 GHz con memoria fino a 4GB 
DDR3L a 1066/1333 MHz incluso 



À ADLINK SMARC 

pm£. 



PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY 



Il tuo sistema 
embedded è 
nel mirino di 
un hacker? 


Potenzia la sicurezza del tuo sistema embedded LimU 
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ECC, il prodotto ADLINK LEC- 
BT offre ottime prestazioni con 
buoni consumi di energia per una 
nuova generazione di applicazioni 
mobili con stabilità e affidabilità di 
livello industriale. SMARC (Smart 
Mobility ARChitecture) è un modu¬ 
lo ultra versatile approvato dal 
consorzio SGET (Standardization 
Group for Embedded Technology). 
E uno standard aperto e globale 
per le applicazioni embedded di 
nuova generazione dotate di bassa 
potenza, basso costo e alte pre¬ 
stazioni. ADLINK LEC-BT è un 
modulo full size di 82 x 80 mm con 
una varietà di interfacce di 1/0 per 
lo sviluppo di nuove applicazioni 
innovative, incluse PCIe, SATA e 
HDMI, e moderne interfacce come 
SPI, I2C, I2S. LEC-BT è progettato 
per i sistemi fissi portatili o di pic¬ 
cole dimensioni, con scenari appli¬ 
cativi che vanno dalla automazione 
industriale, test di misura, traspor¬ 
to e la segnaletica digitale. 

MicroEJ SDK per dispositivi 
embedded 

IS2T ha annunciato l’ultima versio¬ 
ne del MicroEJ SDK 3.0 per realiz¬ 
zare prototipi, progettare, sviluppa¬ 
re e testare le applicazioni prima 
della distribuzione nei dispositivi 
embedded smart. 

La nuova versione di MicroEJ 
offre funzionalità aggiuntive per la 
gestione di molteplici applicazioni, 
una facile integrazione C / Java, un 



ricco design grafico e il supporto di 
tool C/C++. 

MicroEJ consente alle aziende di 
creare un ambiente di elaborazio¬ 
ne sicuro, aperto ad applicazioni 
sviluppate da fornitori diversi, ma 
disposti sulla stessa piattaforma. 
Consente di trasformare una sem¬ 
plice piattaforma hardware in 
una piattaforma di ricchi servizi, 
permettendo ai fornitori di imple¬ 
mentare diverse applicazioni indi- 
pendenti sullo stesso dispositivo 
embedded e aggiungere estese 
funzionalità di post-vendita per sod¬ 
disfare la domanda dei clienti. 
MicroEJ 3.0 supporta le 
schede STMicroelectronics 
STM32F429, STM32F429I-EVAL, e 
STM32F439I-EVAL, così come la 
Freescale KL46Z e la sua scheda 
figlia Jakarta da EBV Elektronik. 

PC Linux Slim 
per automazione 

Acceed ha pre¬ 
sentato il PC 
Linux Slim di 
Artilia, PAC- 
4070. Speci¬ 
ficatamente 
sviluppato per 
l’automazio¬ 
ne, PAC-4070 
è orientato al 
basso consumo 
di energia elettrica, installazione 
veloce ed economica e la disponi¬ 
bilità round-the-clock. 

PAC-4070 dispone di due connes¬ 
sioni Ethernet, due interfacce USB 
2.0, sei interfacce seriali (di cui 
quattro sono RS-232 e due isolati 
RS-485), quattro ingressi analogici, 
quattro ingressi digitali isolati e 
quattro uscite digitali. Processore 



ARM-9 400 MHz fornisce il core 
del sistema, con 64 MB di SDRAM 
e 128 MB di flash. Senza connet¬ 
tori, l’involucro PAC-4070 misura 
solo 130 (L) x 65 (B) x 102.5 
(H) mm. La temperatura ambiente 
ammissibile per il funzionamento 
va da 0 a +70 °C. Con il server 
Web integrato PHP5, la piattafor¬ 
ma Web supporta SSLV1/V2, CGI, 
FastCGI e Python, così come SQL 
5, SNMP V1/V2/V3, IPKG e Java. 

Suite di sviluppo 

per processori automotive 



Green Hills Software ha annuncia¬ 
to il primo supporto combinato 
per le nuove famiglie di proces¬ 
sori automotive di Freescale 
Semiconductor, la famiglia Qoriwa 
MPC5xxx, destinata ad applicazio¬ 
ni di controllo motore e body elec- 
tronics, e la famiglia MAC57Dxx, 
destinata ai quadri di bordo digita¬ 
li. La suite di sviluppo Green Hills 
gestisce integralmente entrambe le 
architetture Power Architecture e 
ARM Cortex grazie all’IDE MULTI 
e al debugger multicore, ai compi¬ 
latori ottimizzati, alla suite di Trace 
TimeMachine e alle sonde per il 
collegamento con il processore, 
che insieme permettono ai costrut¬ 
tori di automobili e ai loro fornitori 
di software Tier 1 di abbassare 
complessità e costi legati alla cre¬ 
azione di programmi conformi alla 
norma ISO 26262 ASIL D, offrendo 
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nel contempo le massime presta¬ 
zioni e la minima dimensione del 
codice nel più breve tempo possi¬ 
bile, per lo sviluppo di applicazioni 
di tipo powertrain, sistemi ibridi, 
body electronics e quadri di bordo. 

Kit di valutazione 
per Display/Touch 

EBV Elektronik ha annunciato lo 
sviluppo congiunto e il lancio del 
loro kit di valutazione per Display/ 
Touch. Sistemi di input capacitivi 
sono spesso molto sensibili alle 
condizioni ambientali come la tem¬ 
peratura e l’umidità, Questo kit 
di valutazione offreuna soluzione 
interessante che aiuta a valutare un 
sistema di input capacitivo in modo 
relativamente rapido e semplice. 

Il kit comprende un display da 7 
pollici touch (EVK2TI1) da LNT 
insieme alla scheda SoCrate da 
EBV. LNT EVK2TI1 è costitui¬ 
to da un sensore multi-touch 7 
pollici ultra-sottile con controller 
Atmel mxT768E che viene forni¬ 


to con il kit. Tutte le interfacce 
sono documentate su una chiavetta 
USB fornita con il kit. Il display è 
un 800x480 TFT, collegato diretta- 
mente al SoC FPGA tramite LVDS. 
La scheda SoCrates compren¬ 
de una Cyclone V SoC (5CSE- 
BA6U23C7N) con 110K di densità 
logica, 112 blocchi DSP e 5.4 MB 
di RAM. 

NICs PROFIBUS di seconda 
generazione Brad 
applicomIO 

Molex ha presentato la prossima 
generazione di schede di inter¬ 
faccia di rete (NICs) PROFIBUS 
Brad applicomIO, che rappresenta 
il sostituto ideale della famiglia 
attualmente esistente. Offerte 
con applicomIO versione 4.1, che 
include il supporto per Windows 
8, le NICs di seconda generazione 
rappresentano una soluzione di 
comunicazione di facile utilizzo 
per l’acquisizione di dati deter¬ 
ministici in tempo reale da dispo¬ 


sitivi 1/0 connessi al protocollo 
PROFIBUS DP come quelli utiliz¬ 
zati dai produttori di robotica, dai 
costruttori di macchine comples¬ 
se, dagli integratori di sistemi e 
dagli utenti finali. 

L’offerta Brad applicomIO forni¬ 
sce la NIC, il software di confi¬ 
gurazione, le librerie di sviluppo 
e il server dati OPC in un unico 



pacchetto completo per l’imple- 
mentazione con successo e a costi 
ridotti di applicazioni di controllo. 
Il protocollo PROFIBUS DP può 
operare in modalità Master e/o 
Slave, e questo consente alla sche¬ 
da di comportarsi come controller 
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o dispositivo in rete. Il pacchet¬ 
to Brad applicomIO consente agli 
OEM e agli integratori di sistema 
di sviluppare facilmente le proprie 
applicazioni basate su PC senza 
alcuna conoscenza o una cono¬ 
scenza limitata della tecnologia 
fieldbus. In un singolo PC possono 
essere inserite fino a 8 schede, con 
conseguente possibilità di connes¬ 
sione contemporanea di più bus di 
campo. 

Starter kit per sviluppo 
applicazioni web 

Toshiba Electronics Europe ha 
presentato due starter kit che velo¬ 
cizzano lo sviluppo di applicazioni 
web basate sulla serie di processori 
ApP Lite (Application Processor 
Lite) TZ5000 di Toshiba. Grazie 
alla disponibilità di diversi driver 
per applicazioni Internet multime¬ 
diali in HTML5, i kit di avviamento 
RBTZ5000-2MA-A1 e RBTZ5000- 
6MA-A1 permettono agli utenti di 
creare facilmente ambienti di svi¬ 
luppo embedded - che accorciano 
il time-to-market - per applicazioni 
nell’ambito dell’Internet delle Cose 
(IoT, Internet of Things), riprodut¬ 
tori streaming e altri dispositivi 
elettronici di largo consumo che 
elaborano contenuti multimediali. 
Entrambi i kit contengono i pro¬ 
cessori con CPU NEON dual-core 



ARM Cortex-A9 MPCore /ARM 
con connettività Bluetooth 4.0 e un 
motore embedded MIMO in banda 
base a standard IEEE802.Ha/b/ 
g/n/ac 2x2 per realizzare collega- 
menti WiFi. Entrambi i kit com¬ 
prendono driver di riproduzione 
video che utilizzano segnali Wire¬ 
less LAN e HDMI, con il chip 
RBTZ5000-2MA-A1 per Ubuntu 
Linux e il chip RBTZ5000-6MA-A1 
per piattaforma Android 4.4. 


Soluzione di riferimento 
per dispositivi industriali 
di I/O remot 



Renesas ha annunciato la dispo¬ 
nibilità di “Remote I/O Trial Kit”, 
una soluzione completa, hardwa¬ 
re e software, per lo sviluppo di 
dispositivi di I/O remoti, quali 
controllo di I/O, comunicazione 
e controllo di processi industriali. 
La nuova soluzione, parte della 
serie di prodotti system-on-chip 
(SoC) R-IN32M3 per comunicazio¬ 
ne Ethernet in ambito industriale, 
supporta EtherCAT ed è disponibi¬ 
le da subito. 

Caratteristiche principali: sostan¬ 
ziale riduzione del tempo di svi¬ 
luppo; possibilità di sviluppo di 
apparecchiature di I/O remoto che 
supportano più protocolli utilizzan¬ 
do la stessa struttura hardware. 


Soluzioni di virtualizzazione 
2U VMware EVO 





Super Micro Computer ha presentato 
la DIMM 24x Ultra Series con un’e¬ 
levata capacità di memoria, i server 
con NVMe abilitato, 2U TwinPro(2), 
4U FatTwin SuperServer e soluzio¬ 
ni per lo Storage con 6 HDD/SSD 
SuperBlade. 

Tali soluzioni server e per lo Stora¬ 
ge avanzate con tecnologie VMwa¬ 
re sono ottimizzate per una vasta 
gamma di applicazioni di virtualizza¬ 
zione. 2U TwinPro(2) di Supermicro, 
è un certificato VMware EVO: RAIL 
Infrastruttura con convergenza ele¬ 
vata, studiata per accelerare la distri¬ 
buzione e ottimizzare le prestazioni 
degli ambienti virtualizzati. 

Questa soluzione scalabile presenta 
un bilanciamento ottimale tra cal¬ 
colo, memoria, Storage e rete con 
alimentatori digitali ridondanti di 
livello titanio ad alta efficienza (96%+) 
sostituibili a caldo a 4 nodi a densità 
elevata, server con processore dop¬ 
pio, semplificando la virtualizzazione 
in ambienti aziendali, cloud privato/ 
ibrido, calcolo utente finali e filiali di 
organizzazioni. 

Alimentatori EN50155 per 
applicazioni ferroviarie 

MEN Mikro ha presentato due nuovi 
alimentatori, PU20 (DC) e PU21 
(AC), per applicazioni di bordo o 
lungo i binari ferroviari, nonché per 
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altre applicazioni in ambienti diffici¬ 
li. Il monitoraggio di alimentazione 
ridondante e la protezione di corrente 
inversa, contribuiscono a garantire 
una produzione costante di energia in 
ambienti difficili. Sviluppato secondo 
la normativa EN 50155, PU20 rile¬ 
va automaticamente la tensione di 
ingresso per il 24,72 e 110 VDC e può 
essere configurato manualmente per 
36, 48, 74 e 96 VDC. FU21, invece, 
offre una vasta gamma di tensione 
d’ingresso da 100 VAC a 240 VAC. 
Potenza di uscita per ogni unità è di 
125W alla tensione standard output 
di 5V; mentre la potenza in standby 
è di 5W a 5V, consentendo agli utenti 
di avviare le unità di alimentazione 
con una connes¬ 
sione wireless. Un 
microcontrollore 
integrato monitora 
le porte, tensione 
e temperatura per 
garantirne la sicu¬ 
rezza. Gli alimentatori della MEN 
Mikro sono in formato Eurocard sin¬ 
golo (3U) e sono progettati per l’uso 
in sistemi come CompactPCI, Com- 
pactPCI seriale e VMEbus. 

Linea di prodotti COM Express 

La linea di prodotti COM Express di 
Acromag fornisce un pacchetto inte¬ 
grato per l’utilizzo nel settore aerospa¬ 
ziale, della difesa e nelle applicazio¬ 
ni industriali includendo le seguenti 
opzioni: CPU; schede carrier; moduli 
di espansione XMC/PMC; sviluppo 
ingegneristica. Il design modulare 
consente di ridurre i costi e i tempi 
di sviluppo che va dal prototipo alla 
produzione. Principali caratteristiche 
hardware: Intel Core CPU i7 / i5 
fino a 16GB di memoria rimovibile; 
scheda carrier tipo 6 con connetto¬ 


re ad alta den¬ 
sità SEARAY 
Samtec; pan¬ 
nelli frontali 
di produzione 
con connettori 
cilindrici MIL- 
DTL-38999; 
espansione tra¬ 
mite PMC/XMC/Mini PCIe; gestio¬ 
ne termica avanzata con dissipatori di 
calore e guide di conduzione. 

Router Magnum 10RX 

Belden ha rilasciato il nuovo router 
versatile Magnum 10RX che offre 
migliori prestazioni e sicurezza con la 
massima versatilità, sostenendo una 
serie di protocolli di rete e offrendo 
una protezione firewall avanzata. Per 
ambienti industriali dove affidabilità, 



flessibilità e sistemi sicuri sono fonda- 
mentali, in particolare la potenza, tra¬ 
smissione e distribuzione (PT & D), 
il Magnum 10KX offre una soluzione 
semplificata con prestazioni e sicu¬ 
rezza in un unico prodotto. Magnum 
10KX aiuta a soddisfare le esigenze di 
affidabilità delle reti industriali attra¬ 
verso la duplice funzione di alimenta¬ 
tore hot-swap opzionale. 

Tra le caratteristiche principali si 
segnalano: protocollo di routing per 
reti legacy, così come le tecnologie 
di routing IP correnti; funzionalità di 
sicurezza informatica, tra cui protezio¬ 
ne firewall e Virtual private network 
(VPN); supporto per altre applicazioni 




di rete, tra cui switching Ethernet e la 
connettività generale terminale seria¬ 
le per le installazioni non-Ethemet. 

Piattaforme di sviluppo EVE 
compatibili con Arduino 

FTDI Chip ha annunciato l’ampliamen¬ 
to della propria gamma di prodotti che 
supportano la tecnologia Embedded 
Video Engine (EVE), con una serie 
di piattaforme di sviluppo compatibili 
con Arduino. La serie VM800P per¬ 
mette di realizzare interfacce uomo- 
macchina (HMI), tra cui non solo 
display, audio ed elementi touch, ma 
anche aspetti di elaborazione dati. 
Queste unità possono essere pro¬ 
grammate tramite Arduino IDE, sfrut¬ 
tando così la popolarità di questo open 
source tra le comunità di ingegneria 
elettronica. Inoltre, sono fomite più 
di 50 applicazioni di esempio EVE, 
suddivise in livelli base, intermedio e 
avanzato. Con il supporto completo di 
varie librerie Arduino, ogni VM800P 
incorpora un controller chip FT800 
EVE e la sua interfaccia USB FT232R, 
così come un microcontrollore RISC 
ATMEGA328P 8 bit (in esecuzione 
a 16 MHz). Inoltre, sono presenti 
un display LCD touch-enabled e un 

mFTDR 

W Chip 


Frani 




amplificatore di potenza audio con 
un micro altoparlante. Tutte le unità 
VM800P hanno una porta seriale USB 
per il caricamento del firmware, un 
RTC per la realizzazione del sistema 
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di temporizzazione e una micro-SD 
contenente le applicazioni di esempio 
pre-caricati. 

X-Ware, soluzione 
integrata per loT 

Express Logic ha introdotto una 
soluzione middleware completa e 
integrata che fornisce solide basi per 
lo sviluppo di soluzioni IoT (Inter¬ 
net of Things). X-Ware è costituita 
da RTOS ThreadX Express Logic 
e la sua ampia offerta middleware 
di FileX, NetX, NetX Duo, USBX, 
GUEX, GULX Studio e TraceX. Insie¬ 
me, offrono tutto ciò che serve ai 
sistemi embedded per soddisfare i 
requisiti funzionali e di usabilità dei 
dispositivi deirinternet degli oggetti 
(IoT). I sistemi IoT si sono evoluti 
nel corso degli ultimi 10 anni per 
incorporare miliardi dispositivi col¬ 
legati tra loro. Questo cambiamento 
ha creato una domanda di software 
ad alte prestazioni che facilitano il 
rapido sviluppo di nuovi dispositi¬ 
vi con varie funzionalità. In questo 
senso, X-Ware offre un ingombro 
ridotto, alte prestazioni e facilità 
d’uso per l’IoT. Tutti i componenti 
X-Ware possono essere utilizzati in 
dispositivi IoT che richiedono un’in¬ 
terfaccia utente grafica, networking 
ad alta velocità, funzionalità USB, un 
file System e un RTOS. 

Modulo VPX-D16A4 
con FGPA e DSP 

CommAgility ha annunciato la vendi¬ 
ta del suo modulo VPX-D16A4. VPX- 
D16A4 è un robusto DSP ad alte pre¬ 
stazioni, basato su FPGA, testato in 
un range di temperatura da -40 °C a 
+ 70 °C e fattore di forma OpenVPX 
3U. Il modulo è ideale per applica¬ 
zioni quali Software Defined Radio 


(SDR), compresi LTE, Remote 
Radio Head (RRH), WiMax e Cloud 
RAN, imaging o radar, e ben si adat¬ 
ta in ambienti militari. E disponibile 
sia raffreddato ad acqua sia ad aria. 
La scheda si basa su TCI6638K2K 
KeyStone SoC e TMS320C6678 SoC 
di Texas Instrument (TI), che in 
tutto contengono sedici core C66x 
DSP e quattro core ARM Cortex- 
A15. I due SoC sono strettamente 
accoppiati con bus HyperLink di TI 
e Gigabit Ethernet, e ogni disposi¬ 
tivo ha un collegamento 20 Gbaud 
SRIO al backplane VPX. Il modulo 
fornisce interfacciamento flessibile 
I/O, incluso il supporto per SRIO, 
Ethernet, CPRI e Transceiver Multi- 
Gigabit (MGT) al backplane, più 
collegamenti per RF o I/O analogici. 
Per 1/0 aggiuntivi, il DSP principale 
è collegato tramite PCI Express e 
l’interfaccia AIF2 CPRI a un Xilinx 
Kintex-7 K325T FPGA, che ha anche 
un Gigabit Ethernet e connessioni 
backplane MGT. 

Strumenti di test e di 
debug per SoC multicore 

PLS ha presentato nuovi strumenti di 
test e debug per System-on-Chip (SoC) 
multicore MPC-5746M, MPC5777M, 
MPC5748G, MPC5746C, MPC77xK 
e MPC574xP. Diverse configura¬ 
zioni già preparate dell’UDE (Unix 
Desktop Environment) assicurano 
una prima connessione semplice non¬ 
ché una programmazione veloce e 
affidabile della memoria flash, che è 
integrata in vari formati sui dispositivi 
Qoriwa. Con l’aiuto di multicore, i 
codici di programma rilevanti e le 
corrispondenti informazioni di debug 
possono essere assegnati a singoli 
core in modo flessibile. Il controllo 
dei diversi nuclei nel debugger avvie¬ 


ne tramite la cosiddetta funzione di 
controllo multi-run, che consente un 
inizio quasi sincrono e arresto dei 
vari nuclei, facendo uso della logica 
di debug integrata sul rispettivo chip. 
Inoltre, il debug è semplificato dai 
punti di nuova interruzione multicore 
implementati nel UDE. 

Aggiornamenti firewall 
mufti-port 

Belden ha annunciato l’aggiorna¬ 
mento per i suoi firewall multi-por- 
ta Hirschmann, EAGLE20-0400 e 
EAGLE30-0402, offrendo una mag¬ 
giore flessibilità di distribuzione e 
sicurezza. Con la nuova ridondanza 
e l’interfaccia Wide Area Network 
(WAN), la famiglia EAGLE aiuta a 
raggiungere la massima disponibili¬ 
tà e la sicurezza della rete in qualsia¬ 
si ambiente industriale. 

Attraverso il nuovo miglioramen¬ 
to, supporto per connessioni Digi¬ 
tal Subscriber Line ad alta velocità 
(SHDSL), i clienti potranno trasmet¬ 
tere il controllo della rete e dei 
dati di monitoraggio su linee tele¬ 
foniche tradizionali in rame, oltre al 
cablaggio Ethernet. Per supportare i 
miglioramenti sul EAGLE20-0400 e 
EAGLE30-0402, Belden ha introdot¬ 
to una nuova versione del suo sof¬ 
tware operativo: Hirschmann Secu- 
rity Operating System (HiSecOS) 
Versione 1.2. Questa nuova versione 
aumenta le prestazioni della rete e 
aggiunge funzionalità di sicurezza 
più robuste per i firewall EAGLE. 
Altre caratteristiche: ulteriori pro¬ 
tocolli di ridondanza, in particolare 
Virtual router redundancy protocol 
(VRRP); supporto per un massimo 
di due interfacce SHDSL; maggiore 
sicurezza, compresa la protezione 
delle intrusioni. 
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10 marzo 2015 

MC4-Motion Control for 2015 


Data da segnare in agenda! Impossibile mancare 
all’edizione 2015 di MC4-Motion Control for 
che in questi anni si è sempre confermata essere 
l’appuntamento di riferimento per chi vuole 
conoscere in modo approfondito tutte le tecnologie 
per il controllo del movimento al servizio di macchine 
e impianti. Un solo giorno, una vera full immersion. 





15 ottobre 2015 

S&PI - Sensors and Process Instrumentation 2015 




SENSORS 
& PROCESS 
INSTRUMENTATION 


Unica mostra convegno dedicata aN’automazione, 
alla sensoristica e alla strumentazione di processo, 
S&PI si presenta quest’anno con una formula rinnovata 
e ricca. Due le sessioni importanti: “Tech”, nella quale 
si parlerà delle metodologie di rilevazione e misura 
più promettenti nell’attuale scenario tecnologico, 
di comunicazione, di bus di campo e wireless, 
e “Industry” in cui ci si focalizzerà su alcuni tra i più 
rilevanti settori applicativi per le soluzioni 
di automazione e strumentazione di processo: 

Oil & Gas,Acqua e Life Science. 


T€CH o pi ur i 


18 giugno 2015 

ITE Day - Industriai Technology Efficiency Day 2015 


INDUSTRIA!. 
TECHNOLOGY 
EFFICIENCY 

Dopo il riscontro positivo registrato da parte delle 
aziende espositrici e dei partecipanti, Fiera Milano 
Media propone in linea con la scorsa edizione una 
sessione plenaria realizzata con l’autorevole 
contributo di Business International, le sessioni di 
presentazione dei prodotti ad opera delle aziende 
espositrici e i laboratori organizzati dalle 
Redazioni in collaborazione con primarie aziende 
del settore durante i quali i visitatori potranno 
imparare veramente qualcosa sui prodotti, come 
utilizzarli, e come realizzare vere e proprie 
applicazioni sotto la guida di esperti. 


IO dicembre 2015 


Machine Automation 




J INE A fOM/iillON 


L’evento quest’anno si focalizzerà sul tema del packaging 
con particolare attenzione ai settori applicativi 
del food&beverage e del life Science: focus principale 
saranno la tracciabilità dei prodotti e l’identificazione, 
con interessanti excursus nel mondo della visione artificiale 
quale chiave di volta per migliorare la qualità dei manufatti 
e ottimizzare i processi in linea e a fine linea. La formula 
proposta è teorico-pratica: in una sola giornata si potrà 
partecipare alla sessione convegnistica ‘tecnologica’, 
alla parte espositiva e ai tanto attesi laboratori. 

Una modalità in grado di fare davvero ‘cultura’. 


Per informazioni: Elena Brusadelli Tel. 335 276990 
www.mostreconvegno.it 
elena.brusadelli@fieramilanomedia.it 
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Riprogramma il mondo 


Fare ingegneria in un mondo complesso porta ogni giorno nuove sfide. Cambia 
approccio per affrontarle al meglio. Riprogramma il tuo mondo ingegneristico con 
la piattaforma integrata hardware e software di National Instruments. Supera la 
complessità dei sistemi di misura e controllo. 


» A te l'idea, a noi gli strumenti. Visita italy.ni.com 


02.413091 
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